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エグゼクティブ・サマリー

台湾は、半導体製造において世界的なシェアを占め、TSMC（台湾積体電路製造）を始めとする産業を代
表する企業も多数有するなど、世界の半導体サプライチェーンにおいて重要な地位を占めている。AI を始
めとする新技術の発展により、半導体産業は今後も拡大が見込まれている一方で、少子高齢化や世界的な技
術競争を背景とした人材の育成や確保も、質・量ともに重要な課題である。他方日本においても、半導体産
業の振興を推し進めていく中で産業を支える人材の育成は急務である。本調査は、半導体人材育成における
今後の日本と台湾の協力の拡大・深化を視野に入れた基盤的調査として、①台湾の半導体産業の発展状況を
世界と比較しながら概観し、②台湾の半導体人材の現状と課題を各種データに基づき整理し、③台湾の半導
体人材の育成システムとその戦略について具体的な実態調査を踏まえて紹介し、④半導体人材の育成を目的
とした日台協力の在り方について考察を行うものである。

第 1 章で調査計画を述べた後、第 2 章では世界及び台湾の半導体産業の発展状況を概観する。上流の IC
設計、中流の前工程（シリコンウェハ上に電子回路を形成する工程）、下流の後工程（回路が形成されたウェ
ハの封止及び製品検査）という半導体のサプライチェーンのうち、台湾は前工程と後工程で世界トップの
シェアを占め、設計においても米国に次いで世界 2 位のシェアを誇る。こうした台湾の半導体産業の発展に
は、1970 年代以降台湾当局主導での産業振興や、当時珍しかったファウンドリーモデル（受託生産）の選択、
産官学が連携した産業クラスタの形成やその中核を成すサイエンスパークの存在があった。

第 3 章では、台湾の半導体人材需給の現状及び課題を整理する。半導体産業の人材は研究開発や IC 設計
を担う高度人材と、現場での生産オペレーション等を担当する現場人材に大別されるが、いずれの人材タイ
プでも一定の専門性が求められ、基本的に大学などで関連分野の学位を取得している必要がある。また工程
が上流になるほど、求められる専門性や学歴の水準は高くなる。このことから、STEM 系の学生規模が将
来の半導体産業への人材供給規模に直結するが、少子化の影響でその数は減少傾向にある。しかしながら、
STEM 系学生が全体に占める割合は増加しており、半導体産業も、企業が好待遇を提示していることなど
から、他産業と比較した需給ギャップは平均程度に踏みとどまっている。ただし、少子化社会の台湾におい
て、長期的な需給ギャップ拡大は必然の課題であり、非専門領域や海外人材を対象とした人材プールの拡大
など、多角的な解決策が求められると言えよう。

第 4 章では、実際の台湾の半導体人材育成システム及び戦略について、当局、産業界、学院（大学）の各
プレイヤーの関係性や、それぞれの具体的な取り組みを明らかにする。台湾の半導体人材育成は、産官学が
綿密に連携し、人材やリソースを相互に補完しあっている点が大きな特徴である。当局は、博士や研究者な
ど高度人材を育成する国家科学及技術委員会と、修士以下の幅広い人材育成を担う教育部が中心となり、人
材育成を支援している。高度人材を育成する研究型大学では、当局と企業からの資金半分ずつで運営される

「半導体学院」を設立し、先端技術に精通した企業講師による講義や共同研究、インターン等産学連携を通
じた人材育成を図っている。現場人材を育成する実践型大学でも、当局の補助金や企業からの寄付等で環境
整備を行い、実際の製造工場現場と近い環境での実習や、企業講師によるトレーニングなど、より実践的な
人材育成に注力している。半導体産業において、最先端の技術や設備は企業が有している場合も多く、先端
的な技術や産業状況に精通した人材を育成するには、このような環境での育成は不可欠である。企業は、こ
れらを資金と共に大学に提供し、大学は研究開発能力や人材を提供しながら研究開発や人材育成を行ってい
る。この産学連携スタイルは企業にとっても、研究成果を事業に活用できることに加え、優秀な人材に早い

台湾における半導体人材育成施策と実態



JST アジア・太平洋総合研究センター　 APRC-FY2024-RR-03

ii

調査報告書

段階でタッチポイントを持てるという人材獲得の観点からも利点が存在する。
第 5 章では、台湾の半導体人材育成における国際協力のスタンス、及び日本の半導体人材育成の現状を整

理し、それまでの調査も踏まえながら今後の半導体人材育成における日台協力のあり方の提言を行った。台
湾は国際的な人材の育成、確保には積極的ではあるものの、その重点は東南アジア等にあり、現状日本は重
点地域とは言い難い。しかしながら、国を挙げた半導体産業振興に取り組み始めた日本でも、日台での半導
体人材育成の先進事例が複数見られつつある。日台協力での半導体人材育成には、日本人材の台湾での、大
学を入口とした産学連携での教育環境による育成スキームが考えられる。本調査では具体的に、①現場人材
②高度人材（台湾の大学等における高度人材の育成）③高度人材（日本の大学などと台湾半導体企業間の産
学共同研究を通じた R&D 人材育成）④教師人材⑤行政のバックアップ⑥潜在的な人材プールを対象とした
6 スキームを提言し、実際の萌芽事例も併せて調査した。大学や企業などへのヒアリングでも台湾側の協力
的な姿勢も確認できており、台湾の豊富な教育ノウハウや育成環境を活用した人材育成が期待できる。

台湾における半導体人材育成施策と実態
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Executive Summary

Taiwan holds a critical position in the global semiconductor supply chain. It maintains a significant 

market share in semiconductor manufacturing with various leading companies, such as Taiwan 

Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC). While the semiconductor industry is expected 

to continue expanding due to the advancement of new technologies such as artificial intelligence (AI), 

the development and retention of human resources remain pressing challenges. These challenges are 

exacerbated by demographic shifts, including a declining birthrate and an aging population, as well as 

intensified global technological competition, affecting both the quality and quantity of the workforce. In 

Japan as well, fostering talent to support the semiconductor industry has become an urgent priority as 

the country is planning to strengthen its semiconductor sector. As a foundational study to enhance and 

deepen future cooperation between Japan and Taiwan in semiconductor human resource development, 

this research aims to: (1) provide an overview of the development of Taiwan’s semiconductor industry in 

comparison with global trends, (2) analyze the current state and challenges of Taiwan’s semiconductor 

workforce using various data sources, (3) examine Taiwan’s semiconductor human resource development 

system and strategies based on a detailed on-site research, and (4) explore potential avenues for Japan-

Taiwan collaboration aimed at fostering semiconductor human resources.

Chapter 1 introduces the research plan, followed by Chapter 2, which provides an overview of 

the development of the global semiconductor industry and Taiwan’s position within it. Among the 

semiconductor supply chain processes, Taiwan holds the largest global market share in manufacturing 

(circuit formation on silicon wafers) and packaging ＆ testing (wafer sealing and product testing) and 

the second-largest share in design, following the United States. The growth of Taiwan’s semiconductor 

industry has been driven by industrial measures implemented by the relevant authorities since the 

1970s, the adoption of the foundry model (contract manufacturing) which was rare at that time, and the 

establishment of industrial clusters through collaboration among industry, authorities, and academia, with 

science parks playing a central role in forming these clusters.

Chapter 3 examines the current supply and demand dynamics of semiconductor human resources in 

Taiwan. The semiconductor industry workforce is categorized into highly skilled professionals engaged 

in R&D and IC design, and front-line personnel responsible for on-site production operations. Both 

groups require specialized expertise, typically obtained through university education in relevant fields. 

Additionally, the level of expertise and educational qualifications required increase as the semiconductor 

manufacturing process moves further upstream. The availability of STEM graduates directly influences 

the future semiconductor workforce, yet the number of such graduates is declining due to the current 

demographic trends. However, the proportion of STEM students relative to the total student population 

is increasing, and with the semiconductor industry also offering favorable working conditions, the severity 

of the supply-demand gap is roughly average compared to other industries. At the same time, in a society 

with a declining birthrate, an increase in the supply-demand gap over the long term is an inevitable issue, 

and it is essential to pursue multifaceted solutions, such as expanding the human resource pool for non-

Research Report
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specialized fields and attracting overseas talent.

Chapter 4 describes the actual semiconductor human resource development system and strategies in 

Taiwan, focusing on the relationships among the relevant authority, industry, and academia players, as 

well as their specific initiatives. Taiwan's semiconductor human resource development is characterized 

by the close collaboration between industry, relevant authorities, and academia to complement each other 

with human and other resources. The primary authorities supporting human resource development are 

the National Science and Technology Council, which fosters highly skilled personnel such as doctorates and 

researchers, and the Ministry of Education, which oversees the broader development of human resources 

at the master's level and below. Research-oriented universities that foster highly skilled human resources 

have established the "key research institutes”, with half of the funding provided by the authorities and half 

by private companies. These schools promote talent development through lectures delivered by corporate 

lecturers who are well-versed in advanced technologies, joint research projects, and internship programs 

offered by companies that have contributed funds. Practical universities that focus on training on-the-job 

human resources are also developing their training environments through subsidies from the authorities 

and corporate donations. They are focusing on practical human resource development by conducting 

practical training using equipment identical to that found in actual manufacturing plants and by offering 

corporate-led training programs. Companies often possess cutting-edge technologies and facilities, and 

exposure to such an environment is essential to foster advanced human resources. Companies provide 

these resources along with funding to universities, and universities offer R&D capabilities and human 

resources, facilitating both R&D and talent cultivation. This industry-academia collaboration model benefits 

companies not only by enabling them to apply research outcomes to their businesses but also by creating 

early touchpoints with outstanding human resources, offering advantages from the perspective of talent 

acquisition.

Chapter 5 outlines Taiwan's stance on international cooperation in semiconductor human resource 

development and the current state of semiconductor human resource development in Japan and proposes 

the ideal way for Japan-Taiwan cooperation in semiconductor human resource development in the future, 

based on previous research findings. Although Taiwan is proactive in fostering and securing international 

human resources, its focus has been on Southeast Asia, and Japan is not yet considered a priority region. 

However, as Japan has recently begun to promote the semiconductor industry, several advanced cases 

of Japan-Taiwan cooperation in semiconductor talent development have emerged. One potential scheme 

for semiconductor human resource development through Japan-Taiwan cooperation is to foster Japanese 

human resources in Taiwan through industry-academia collaboration, with universities as the starting 

point. Specifically, this study proposes six schemes for (1) on-site human resources, (2) advanced human 

resources, (3) advanced human resources (R&D human resources), (4) teaching human resources, (5) 

administrative support, and (6) potential human resource pool, and introduces actual examples alongside 

these proposals. The cooperative stance of Taiwan was confirmed in interviews with universities and 

companies, suggesting that Japan can expect to benefit from utilizing Taiwan’s rich educational know-how 

and human resource development environment. 

Research Report | Semiconductor Human Resource Development Measures and 
Activities in Taiwan Research Report

JST Asia and Pacific Research Center APRC-FY2024-RR-03
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1 はじめに

1.1 調査の背景・目的

台湾は世界の半導体サプライチェーンで重要な立場を占めており、TSMC（台灣積體電路製造）のような

半導体産業のトップ企業も存在する。需要の拡大に伴い人材育成も課題となっており、産官学が一体となっ

た取り組みも行われている。

本調査は、半導体人材育成における今後の日本と台湾の協力の拡大・深化を視野に入れた基盤的調査とし

て、①台湾の半導体産業の発展状況を世界と比較しながら概観し、②台湾の半導体人材の現状と課題につい

て、各種データに基づいて整理し、③台湾の半導体人材の育成システムとその戦略について具体的な実態調

査を踏まえて紹介し、④半導体人材の育成を目的とした日台協力の在り方について考察するものである。

1.2 調査の実施方法

本調査は 4 パートから構成される。第 2 章「台湾の半導体産業発展状況」では、世界の半導体産業におけ

る台湾の立ち位置、台湾が真に強みを有している事業並びにその特色や代表的な企業を把握することを目的

にデスクトップ調査を実施した。第 3 章「台湾の半導体人材の現状及び課題」では、台湾半導体産業におけ

る人材の需給状況の分析及び台湾半導体人材をとりまく課題の抽出を行うことを目的にデスクトップ調査と

ヒアリング調査を実施した。また、第 4 章「台湾の半導体人材育成システム及び戦略」では、台湾における

半導体人材育成システム及び台湾当局の人材育成施策を多角的に理解するため、台湾当局、産業界、学院（大

学）における半導体人材育成モデルと事例の調査、並びにヒアリング調査を実施した。第 3 章、第 4 章にお

けるヒアリング調査の対象は下記の表 1-1 ヒアリング対象のとおりである。上記 3 つの調査結果を踏まえて、

第 5 章で「半導体人材育成を目的とした日台協力の在り方」を提言する。

表 1-1　ヒアリング対象
当局 当局関連研究機関

高雄市立三民高校

地方自治体教育局

企業 台湾半導体設計企業

台湾半導体製造企業

社団法人台湾半導体産学研発連盟（TIARA）

学院 研究型大学
（高度人材を育成する大学）

国立台湾大学

国立陽明交通大学

国立成功大学

実践型大学
（現場人材を育成する大学）

国立高雄科技大学

南台科技大学

正修科技大学
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2 台湾の半導体産業発展状況

2.1 世界の半導体産業の発展状況

本章では、台湾半導体産業協会等の業界レポートや主要メーカーの公表数値を用い、今後の予測を含む半

導体市場全体の動向を分析する。次に、半導体企業をウェハ製造の観点から 4 つのビジネスモデルで区分す

る。そのうえで、台湾のシェア率や主要企業の情報等を含みつつ、各ビジネスモデルの世界の市場動向をよ

り詳細に分析する。

2.1.1 半導体の種類と市場全体の見通し

半導体は機能や集積度等によって、数種類に分類される。世界の半導体メーカー 48 社が自主的に加盟し

ている半導体市場に関する世界的統計機関である WSTS（World Semiconductor Trade Statics）協議会の

分類方法に従うと、大分類として IC（Integrated Circuits）と非 IC に分かれる。IC はアナログと、3 種類

のデジタル IC であるマイクロ、ロジック、メモリの計 4 種類に分けられ、非 IC はディスクリート、オプ

トエレクトロニクス、センサー＆アクチュエータの 3 種類に分かれる。

表 2-1　半導体の分類
分類 用途例

IC アナログ D/Aコンバータ、電源用 IC

デジタル マイクロ マイクロプロセッサ

ロジック CPU、GPU

メモリ DRAM、フラッシュメモリ

非 IC ディスクリート ダイオード、トランジスタ

オプトエレクトロニクス LED、イメージセンサー

センサー＆アクチュエータ 加速度センサー

WSTS が 2024 年 12 月に実施した最新予測 1 による製品別市場動向は図 2-1 の通りである。2024 年の世界

の半導体市場規模は前年比 19.0% 増の約 6,268 億米ドル（約 95 兆 9,400 億円 2）の予測である。2024 年春時

点では前年比 16.0% 増としていた予測が、12 月に上方修正された。COVID-19 以降の特需が一巡したこと

や世界的なインフレ、地政学的リスクの高まりが個人消費や設備投資等に影響したことから、2023 年は市

場に一服感が出たものの、2024 年には早くも復調している。マイナス成長が予測されている製品もある一

方、世界的に旺盛な AI 関連投資を背景にメモリは 81.0% の増加、ロジックは 16.9% の増加が見込まれてお

り、集積回路セグメントの需要が底堅い。市場成長は 2025 年も続き、主要品目であるロジックとメモリの

合計で 4,000 億米ドル（約 61 兆円）を超えると予測されている。その他の半導体についても増加予測であり、

市場は着実に拡大していく見込みである。

World Semiconductor Trade Statics. “WSTS Semiconductor Market Forecast Fall 2024”, December 2024,
https://www.wsts.org/esraCMS/extension/media/f/WST/6765/WSTS_FC-Release-2024_11.pdf
1 米ドル =153.07 日本円。本報告書では本レートで統一
日本関税 . ”関税定率法第 4 条の７に規定する財務省令で定める外国為替相場（適応期間令和７年 2 月 23 日から令和７年 3 月 1 日
まで）”, https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/kawase/kawase2025/kouji-rate20250223-20250301.pdf
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出典：脚注 1より

図 2-1　半導体製品別市場予測

2.1.2 半導体製造工程別台湾企業の動向

半導体産業における台湾企業の動向を整理するうえで、半導体製造を 2 つの観点で分類する。1 つは、半

導体製造のプロセスによる分類である。主に設計、前工程、後工程の 3 つのプロセスに大別される。もう

1 つは、ビジネスモデルによる分類である。設計機能や製造機能の有無によって IDM（Integrated Device 

Manufacturer）、ファブレス、ファウンドリー、OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly & Test）の

4 つに大別できる 3。
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表 2-2　半導体業界のビジネスモデル分類と代表的な企業
タイプ 概要 代表的な企業の例

IDM 半導体製品の設計、製造、販売を一気通貫で行う垂直
統合型の企業群

• Intel（米）

• Samsung（韓）

• STMicroelectronics（スイス）

• Texas Instruments（米）

ファブレス 設計や開発に注力し、製造プロセスは外部に委託する
企業群

•MediaTek（台）

• NVIDIA（米）

•Qualcomm（米）

• AMD（米）

ファウンドリー 複数のクライアント（ファブレス企業など）が設計し
た半導体を製造するための施設を持つ企業群

• TSMC（台）

• UMC（台）

• PSMC（台）

•GlobalFoundries（米）

OSAT 半導体の組立やパッケージング（封止）、テストを行
い、最終製品とする企業群

• ASE（台）

• Amkor Technology（米）

• JCET（中）

出典：脚注 3より

プロセス 4 とビジネスモデルの関係性を示した模式図が図 2-2 である。

図 2-2　半導体製造プロセスとビジネスモデルの関係性

台湾は TSMC を筆頭とするファウンドリーと、ASE（日月光半導體）を筆頭とする OSAT（後工程）に

おける、国・地域別世界市場シェア（売上高ベース）でトップであり、共に 5 割を超える。特に、ファウン

ドリーのシェア率は 8 割に迫っている。また、設計は NVIDIA や Qualcomm、AMD を有する米国のシェ

熊本県 . “電子デバイス産業を支えるパワースポット”, November 2024,
https://www.kumamoto-investment.jp/kiji003123/3_123_719_up_igar8s1y.pdf
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ア率がトップであり、台湾は世界 2 位である。世界で高いシェア率を誇る台湾企業として MediaTek（聯發

科技）や NOVATEK（聯詠科技）が挙げられる 5。

出典：脚注 3、5より

図 2-3　工程別台湾企業の世界市場シェア推移（売上高ベース）

台湾における設計分野（ファブレス）の企業数は増加傾向にある。2020年からの約5年間で10%以上増加し、

2024 年には 270 社になると予測されている。企業数の増加と共に売上高も増加しており、2024 年には約 1.3

兆台湾ドル（約 6 兆円 6）に増加する。これは、2020 年の約 1.5 倍の数値である。

出典：脚注 5より

図 2-4　台湾設計企業の企業数と売上高推移
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台湾半導体産業協会 . “Overview on Taiwan Semiconductor Industry (2024 Edition) ”, February 2025 accessed
1 台湾ドル =4.67 日本円（本報告書では本レートで統一）
日本関税 . ”関税定率法第 4 条の７に規定する財務省令で定める外国為替相場（適応期間令和７年 2 月 23 日から令和７年 3 月 1 日
まで）”, https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/kawase/kawase2025/kouji-rate20250223-20250301.pdf
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一方、直近の動向としては、深層学習モデルの処理に適したプロセッサ（CPU、GPU、FPGA、ASIC）

の需要が拡大している。そのため、生成 AI のデータセンター向け GPU で高い市場シェアを占める

NVIDIA、同じくデータセンター向け GPU で顧客にアルファベット等を有する Broadcom 以外は 2022 年か

ら 2023 年にかけて売上高が減少するとともに、NVIDIA がはじめて売上高世界一となった 7。市場全体と

しては、米国企業の優位性が高まっている。
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図 2-5 2023年設計企業トップ 8の売上高推移

ファウンドリーにおける台湾企業の合計シェア率は 7 割以上であり、その他の国・地域の追随を許さない。

企業数に大きな変化はないが、売上高は 2024 年にはじめて 3 兆台湾ドルを超えることが予測されており、

2020 年からの 5 年間で約 1.8 倍となった。
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1,820

2,229

2,920
2,663

3,201
13 13

15 15 15

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0

5

10

15

(NTˊB) (ऀ)

2020 2021 2022 2023 2024E

企業਼ ജ上߶

出典：脚注 5より

図 2-6　台湾ファウンドリー企業の企業数と売上高推移

集邦科技 . “Top 10 IC Design Houses’ Combined Revenue Grows 12% in 2023, NVIDIA Takes Lead for the First Time”, May 
2024, https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240509-12134.html
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台湾には売上高ベース世界市場シェア（2024 年第 1 四半期）で、世界 4 位の UMC（聯華電子）、8 位の

PSMC（力晶積成電子製造）、10 位の VIS（世界先進積體電路）と多くの有力ファウンドリー企業があるものの、

台湾のファウンドリー業界の躍進を支えている最大の要因は、世界 1 位の TSMC である。TSMC は 2022

年時点で市場の過半を占有していたが、その後もシェア率を徐々に上げ、現在は 6 割以上のシェア率となっ

ている。2024 年第 1 四半期はスマートフォンやノートバソコン等のコンシューマー製品への需要が落ち込

み多くの企業が売上を落とした一方、米 Apple 向けの製品輸出と AI サーバーに関連する HPC（ハイパフォー

マンスコンピューティング）向け製品への需要が底堅い TSMC はシェア率をさらに伸ばした 8。
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9 IDC “Worldwide Semiconductor OSAT Market Grew 5.1% YoY in 2022, Growth Expected in 2024 Due to Accumulated Advanced 
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図 2-7　ファウンドリー企業の世界市場シェア推移

OSAT 市場でも台湾のシェア率の高さが際立ち、売上高は約 650 億台湾ドル（約 3,035 億円）と堅調に推

移している。ASE が市場シェアトップであることに加え、5 位は PTI（力成科技）9 であるなど、台湾企業でシェ

ア 5 割以上を占める。

集邦科技 . “Top 10 Global Foundries at 4.3% QoQ Drop in 1Q24 Revenue as SMIC Climbed to 3rd Spot”, May 2024,
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240612-12184.html
IDC “Worldwide Semiconductor OSAT Market Grew 5.1% YoY in 2022, Growth Expected in 2024 Due to Accumulated 
Advanced OSAT Demand”, June 2023, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP51065123
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図 2-8　台湾OSAT企業の企業数と売上高推移
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11 ౨ښΦϪέトϫϱ. “ൔରの進Կで༵れ動く、ޛఖ「OSAT」のཱིͬҒを解ઈ”, August 2024,
KWWSV���ZZZ�WHO�FR�MS�PXVHXP�PDJD]LQH�UHSRUW�������B���
12 TSMC. “CoWoS”, February 2025 accessed, https://3dfabric.tsmc.com/japanese/dedicatedFoundry/technology/cowos.htm
13 経済ೖ報. “產供ጱٽধᅷҲᄜۅᎹ產 台ుၜሱ౨֘CoWoSঝ”, June 2024,
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図 2-9 OSAT企業トップ 5の世界市場シェア（2022）

一方、OSAT 市場は大きな変革期を迎えつつある。半導体の微細化が進むとともに、消費電力、性能、コ

ストのバランスを取るため、前工程と後工程の間で行うパッケージレベルの統合（チップレット）の重要性

が急速に高まっている。チップレットは微細配線を形成する技術やウェハの表裏を貫通させて電極を取り出

すといった技術が必要であり、前工程を担うファブレス企業の得意としている技術が利用できる。また、樹

脂基板の多相積層化や組み立て工程、検査工程は OSAT 企業の得意としている領域である 10, 11。つまり、チッ

プレット工程はファウンドリー、OSAT 共に担うことのできる領域である。実際、TSMC は CoWoS12 とい

う先端パッケージング技術を開発しており、建設中も含めて既に 6 つの先端封止工場を有していることに

加え、2024 年には生産能力不足対応のため 7 つ目の新工場を作る計画も発表した 13。2023 年は台湾の有力

OSAT 企業 5 社すべてが売上高を前年から落としており、今後ますますファウンドリーと OSAT による競

争の激化、もしくは業務提携等が発生する可能性が考えられる。

Amkor Technology. “OSAT の 展 望”, 2022, https://c44f5d406df450f4a66b-1b94a87d576253d9446df0a9ca62e142.ssl.cf2.rackcdn.
com/2022/02/CSR-Semiconductor-Packaging-Trends-0122-JP.pdf
東京エレクトロン . “半導体の進化で揺れ動く、後工程「OSAT」の立ち位置を解説”, August 2024,
https://www.tel.co.jp/museum/magazine/report/202408_02/
TSMC. “CoWoS”, February 2025 accessed, https://3dfabric.tsmc.com/japanese/dedicatedFoundry/technology/cowos.htm
経済日報 . “產能供不應求晶圓一哥積極擴產 台積電傳屏東蓋 CoWoS 廠”, June 2024,
https://money.udn.com/money/story/5612/8054690
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図 2-10　台湾OSAT企業トップ 5の売上高推移

2.1.3 先端技術動向

デジタル機器の普及による半導体需要の高まりと共に先端技術の開発が急速に進んでおり、今後の市場動

向に影響を与える可能性がある。本項では、台湾が強みとするファウンドリーと OSAT に着目し、ロジッ

ク半導体の集積化とパッケージング技術について概観する。

高度な演算の高速化のためには、ロジック半導体の集積化が欠かせない。集積化には長い歴史があり、そ

れを率いてきた企業のひとつつが TSMC である。半導体チップに用いられている構造を MOSFET（金属

酸化膜半導体電界効果トランジスタ）という。この MOSFET には従来、2 次元構造であるプレーナー型が

利用されてきた。しかし、チャネル領域の微細化が進展し、従来の 2 次元構造ではリーク電流が増大する課

題があった。そこで、既存構造の持つ限界を克服するために導入された立体構造の工程技術が FinFET で

ある。FinFET はシリコン基板表面を、魚の背びれのように、細い短冊状（Fin）に加工し、この両側側面

を MOSFET のチャネルとして用いる。ゲート電極は Fin を跨ぐように形成される。ゲート電位によるチャ

ネル領域のポテンシャルの制御性がよく、ソースドレイン間のパンチスルー耐圧を高め、短チャネル効果

を抑制できる。このため、素子微細化による性能向上がさらに可能になる 14。2011 年に Intel が世界に先駆

けて 22nm 世代に導入すると、TSMC や Samsung など他社も次々と採用した。この FinFET 構造におい

て強みを発揮したのが TSMC であり、他社よりも高い歩留まりを記録しているといわれている。TSMC の

7nm 世代プロセスで製造する AMD や NVIDIA の CPU は、2022 年時点で歩留まり率 7 割台である一方、

Samsung の 8nm ノードが歩留まり率 6 割台、Intel7 が 4 割台とされており 15、技術的に優位であることが

分かる。

ただし、微細化が進む中で、これ以上動作電圧を下げられないという課題がみえてきた。そのため、現在

各社が研究開発に注力している構造がシート状のチャネル領域の四方をゲート電極で取り囲む GAA（Gate 

All Around）である。GAA はチャネルを 3 次元的に縦積みすることで、さらなる小型化を可能とする 16。

一般社団法人半導体産業人協会 . “2010 年代前半 FinFET の本格的採用始まる”, August 2024,
https://www.shmj.or.jp/museum2010/exhibi440.html
日経クロステック . “TSMC の独走はまだ続く、Intel や Samsung が追いつけない理由”, July 2022,
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02041/00008/

14

15
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この GAA は Samsun が 3nm 世代で 2022 年に先行して導入していたが、TSMC は 2024 年 12 月、2nm 世

代技術の論文を業界で初めて発表し、2nm 世代から GAA を導入することを公表した。技術力の指標とな

る SRAM の歩留まりも 90％と高く、2025 年 7 月～ 12 月の量産化へ順調なことを示した 17。また、TSMC、

Samsung、Intel の 3 社は、1nm ノードに向け新たな 3 次元構造である CFET を研究開発中であることも発

表しており、今後も先端技術への投資と開発が続く見込みである。

前項でも触れたが、OSAT 市場のトレンドは、先端パッケージの開発である。前工程における回路の微細

化ではトランジスタ数を増やすことには限界があるため、半導体チップを複数組み合わせることで集積する

方法を先端パッケージと呼ぶ。先端パッケージの代表的なものが FOWLP（Fan-Out Wafer Level Package）

という技術である。FOWLP は IC チップ上に形成された微細な再配線が、チップの外形より外側に拡張さ

れて形成されている構造のパッケージで、これにより複数のチップ間を高密度な配線での形成する事や、従

来のパッケージと比較して大幅な小型・薄型化が実現できる 18。FOWLP は 2000 年代後半に独 Infineon が

先行して提供していた技術であるが、当時は技術的な制約により普及していなかった。しかし、2015 年に

Apple の iPhone 向けアプリケーション・プロセッサに FOWLP の一種である TSMC の InFO（Integrated 

Fan-Out）技術を適用するという報道がされたことで、市場の注目を集めた。同じく台湾企業の ASE は

FOWLP の量産を世界で 2 番目に開始し、パッケージ工程での台湾市場の技術的優位性を示した。

AI 普及期の本格化によりデータセンターの情報処理量も急速に増大していることから、新たな先端パッ

ケージ技術が求められている。現在注目されている技術は複数のチップを複数次元で高密度に積層し、ひと

つの半導体のように機能させる 2.5 次元 /3 次元パッケージングである。TSMC の技術である CoWoS は、既

存のパッケージング技術よりも高い性能と集積密度を実現している 19。また、SoIC と呼ばれるシリコンダ

イを縦に積層しヘテロジニアスな集積を可能とする技術でさらに密度を高めている 20。Amkor と Samsung

が共同で 2.5 次元パッケージを開発 21 するなど競合他社も技術開発を進めているが、AI 半導体の NVIDIA

や AMD、Broadcom、Amazon などは CoWoS を採用 22 しており、本分野は TSMC がリードしていると考

えられる。

以上より、現在注目度の高い先端技術はプロセス技術、パッケージング技術ともに台湾企業、特に TSMC

が率いている状態である。

Samsung Electronics. “GAA”, November 2019, https://semiconductor.samsung.com/jp/support/tools-resources/dictionary/gaa-
transistors-a-next-generation-process-for-next-generation-semiconductors/
日経クロステック .“TSMC が圧巻の 2nm 技術、25 年下期の量産へ歩留まり 9 割”, February 2025,
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/10155/
一般社団法人半導体産業人協会 . “2015 年 FOWLP (Fan-Out Wafer Level Package) 技術の開発活発化”, July 2016,
https://www.shmj.or.jp/museum2010/exhibi1602.html
TSMC. “CoWoS”, Fevuruary 2025 accessed, https://3dfabric.tsmc.com/japanese/dedicatedFoundry/technology/cowos.htm
TSMC. “TSMC-SoIC®”, Feburuary 2025 accessed, https://3dfabric.tsmc.com/japanese/dedicatedFoundry/technology/SoIC.htm
Amkor Technology. “Samsung Electronics Partners With Amkor Technology on the Development of Leading-edge H-Cube™ 
Solution”, November 2021,
https://amkor.com/blog/samsung-electronics-partners-with-amkor-technology-on-the-development-of-leading-edge-h-cube-
solution/
集邦科技 . “TSMC’s Advanced Packaging Sees Surge with Rush Orders from NVIDIA, AMD, Amazon”, September 2023,
https://www.trendforce.com/news/2023/09/25/news-tsmcs-advanced-packaging-sees-surge-with-rush-orders-from-nvidia-amd-
amazon/

16
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2.2 台湾の半導体産業発展の背景及び特徴

2023 年における台湾の半導体産業の生産額は 4 兆 3,428 億台湾ドル（約 20 兆 2,800 億円）であり、2024

年には 5 兆台湾ドル（約 23 兆円）を超えると予測されている 23。産業の付加価値は GDP の約 2 割に達し、

台湾の経済競争力を語るうえで最も重要な産業である。台湾当局は初期の段階で半導体産業に集中投資し、

新竹サイエンスパーク（科學園區）を発展させることで、台湾の半導体産業の堅固な基盤を築いた。台湾は

人材の強みを活かし、専門的な受託生産業務に特化する戦略を選択した。また、国際協力を通じて自地域の

不足を補う発展方式を採用し、これが台湾の半導体分野における競争優位性を形成した。本節では、台湾半

導体産業の発展背景と産業の特色について説明する。

2.2.1 半導体産業の立ち上げと発展

1976 年に当局が正式に半導体産業の発展に投資を開始してから、現在まで約 50 年が経過している。台湾

はウェハ製造の専門的な受託生産と上流工程（設計）との高度分業を通じて、産業チェーンを形成してきた。

当時の台湾の半導体産業立ち上げの成功には主に 2 つの要因がある。第一に、公的部門の主導により、当局

資源を通じて技術及び工場への投資を行ったこと、第二に、新竹サイエンスパークを発展の中心に位置づけ、

企業、大学、研究機関を集結させ、緊密な研究開発活動と人材の相互交流を持つ産業クラスタを形成したこ

とである。

台湾では半導体企業の黎明期から公的部門が主導的な役割を果たしてきた。1960 年代以降、台湾はテレ

ビやコンピュータなどの電子部品組立工業を急速に発展させた。IC チップ等の電子部品を輸入し、製品を

組み立て輸出することで、回路基板技術の産業基盤を築いた。

1970 年代、台湾の主要輸出産業は繊維をはじめとする労働集約型の軽工業であった。しかし通貨不安やオ

イルショックなどの世界経済や、国際秩序の変動による影響により、台湾の輸出産業は大打撃を受ける 24。

台湾当局は、産業転換を図りより強い産業育成を目指し、半導体などの重要な IC 部品技術を輸入に依存し

ていた状況を打破するために、1973 年に工業技術研究院（Industrial Technology Research Institute、以下

ITRI）を設立した。ITRI の最初の任務は、海外の先進技術を台湾に移転することであった。1976 年、「第 1

期 RCA 半導体技術移転計画」が始動し、ITRI の研究者たちは米国 RCA（Radio Corporation of America）

に赴き半導体製造技術を学んだ。この製造技術と応用研究の台湾での受け皿として、当局は 1,000 万米ドル

を投資し、3 インチウェハの試験工場を建設し、1980 年には、この工場を、独立した民営企業である UMC（聯

華電子）に移管した。1980 年は新竹サイエンスパークが開園した年でもあり、UMC は当時建設規模、投資

規模ともに、サイエンスパーク最大のメーカーであった。

1985 年、当局は、米国テキサス・インスツルメンツで副社長を務め、半導体事業を立ち上げた張忠謀（モ

工業技術研究院 . “臺灣半導體產值挑戰 5 兆元大關”, July 2024, 
https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=18_content&SiteID=1&MmmID=1036452026061075714&MG
ID=1254122744271141057
黃鈞銘 .“新竹如何成為全球半導體產業的重鎮 - 探索 1970 年代台灣發展半導體產業的故事”. 新竹市文化局 ,October 1996, 
https://dcm.s3.hicloud.net.tw/f_upload/file/2019-07-12/7db4811c-40da-4e37-b2c7-2c348136f15e/HCCAB-CCHM-10287329-026-0154-
0162%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%88%90%E7%82%BA%E5%85%A8%E7%90%83%E5%8D%8A%E
5%B0%8E%E9%AB%94%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%9A%84%E9%87%8D%E9%8E%AE-%E6%8E%A2%E7%B4%A21970%E
5%B9%B4%E4%BB%A3%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%94%
A2%E6%A5%AD%E7%9A%84%E6%95%85%E4%BA%8B.pdf 

23
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リス・チャン）を台湾に招き、ITRI の院長に任命した。張は IC 製造の受託生産、つまりファウンドリーモ

デルによる超大型集積回路（VLSI）計画を推進し、6 インチウェハの試験工場を建設した。この移管先として、

1987 年、当局が 48.3%、外資企業のフィリップスが 27.5%、その他の民間企業が 24.2% 出資して設立された

企業が TSMC である。その後、1990 年前後まで ITRI から民間半導体企業が次々とスピンアウトし、台湾

の半導体産業発展の基礎を確立していった。

表 2-3　公的部門による半導体産業立ち上げに関する略年表
1960年代 ◆　テレビ・PC等の電子部品組立工業が発展

　　➢ IC部品は輸入、製造面における回路基板技術の産業基盤を形成

1973 ◆　工業技術研究院（ITRI）設立（前身は経済部直属の聯合技術研究所）
　　➢　�設立目的は、海外の先進技術を移転し IC部品技術の輸入依存を打破すること

1976 ◆　第 1期 RCA半導体技術移転計画始動
　　✓ ITRIが米 RCA社と半導体技術移転契約を締結
　　✓ 当局が 1,000万米ドルを投資し 3インチウェハの試験工場を設立

1980 ◆　新竹サイエンスパーク創設
◆　試験工場を UMC（聯華電子）に転身

1985 ◆　ITRIの院長に張忠謀（モリス・チャン）が就任
　　➢ IC製造の受託生産を目的とした超大型集積回路（VLSI）計画を推進
　　➢ 6インチウェハの試験工場を設立

1987 ◆　試験工場を TSMC（台灣積體電路製造）に転身
　　➢ 当局の保有株比率は 48.3%

1990年頃 ◆　ITRIから民間企業が次々と誕生
　　➢ 台湾光罩、晶元光電（EPISTAR）、盟立自動化（MIRLE）など

台湾の半導体産業立ち上げの第二の成功要因である新竹サイエンスパークは、1980 年当局主導で設置さ

れた工業団地であると共に、産、学、官（当局研究機関）が集積する半導体産業クラスタの中心地である。

クラスタ内では、サイエンスパークに隣接した陽明交通大学、清華大学などの理工系名門大学や、国家科学

及技術委員会（科学技術行政を担い、日本の文部科学省の一部に相当。以下国科会）傘下の台湾半導体研究

中心（Taiwan Semiconductor Research Institute 、以下 TSRI）等研究機関が人材教育と基礎研究を行い、

ITRI が応用研究を担当、パーク内の企業は技術開発及び生産に注力するという、分業体制を築いている。

台湾サイエンスパークにおける半導体（集積回路）産業への研究開発投資状況は毎年、「全国科技動態調

査」で発表されている 25。その調査結果によると、公立・私立大学、研究所、研究機関、民間企業等におけ

る集積回路産業での研究開発投資額は年々増加している。特に 1995 年頃から本格的に投資金額が増え始め、

2010 年以降は 5 年ごとに倍増、2020 年代に入っても投資のペースが低下することはなく、現在は 1 年で約

3,000 億台湾ドル（約 2 兆 8,300 億円）の投資がされている。

国家科学及技術委員会 . “全国科技動態調査”, February 2025 accessed,
https://wsts.nstc.gov.tw/stsweb/technology/TechnologyStatistics.aspx?language=C&ID=20
蔡偉銑 . “新竹科學園區政策過程的重新檢視”. 人文及社會科學集刊 , September 2024, 
https://www.rchss.sinica.edu.tw/files_news/26-03-2014/3.pdf

25

26



13

JST アジア・太平洋総合研究センター　 APRC-FY2024-RR-03

調査報告書　 台湾における半導体人材育成施策と実態

出典：脚注 25、2626より

図 2-11　台湾サイエンスパークにおける集積回路産業の研究開発投資状況

また、台湾の半導体産業の発展においては、米国を経験した人材の存在も不可欠であった。米国留学や、

米国の半導体企業に従事した後に台湾に戻ってきた人物が、ITRI に所属した後に半導体企業を創設したケー

スは珍しくない。新竹サイエンスパークが設立されて以来、当局は意図的に米国での豊富な経験を持つ人材

を ITRI に引き入れ、その後研究成果をスピンアウトさせて新竹サイエンスパーク内に半導体企業を設立さ

せてきた。その結果、新竹サイエンスパーク内の半導体企業の多くの人材が米国のシリコンバレーと密接な

関係を持っている。そして、「米国のシリコンバレーで基礎研究及び設計を行い、新竹サイエンスパークで

製品開発及び生産製造を行う」という世界的な分業体制による経営モデルが発展した。このモデルにより、

台湾は IC 設計や製造プロセスにおけるノウハウをシリコンバレーとの密接な協力及び研究開発の分業を通

じて蓄積し、強固な産業基盤を築くことができた。そしてこのような、大学、当局研究機関、企業間の人材

の流動性が、研究開発における緊密な協力関係にも繋がっている。

図 2-12　新竹サイエンスパークの産学連携と米国との関係性
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以߳は5年͟とにഔଁ、2020年େにって౦資のϘʖηがఁԾすることはなく、ࡑݳは1年で༁3,000Ա台湾212
χϩ（༁28,300Աԃ）の౦資がされている。213

214

215

図 2-11 台湾γエンスパークにおける集積յ࿑産業の研究開発౦ࣁয়216ڱ

出典：脚注25、2626より217
218

また、台湾のൔର産業のఴにおいては、ธ国を経ݩしたਕࡒのଚࡑՆܿで͍った。ธ国ཻ学や、219
ธ国のൔର企業にॊࣆしたޛに台湾にってきたਕが、ITRIにॶしたޛにൔର企業をઅしたίʖ220
ηはしくない。γΦϱηϏʖέがઅཱིされて以来、ۃはқਦదにธ国でのな経ݩをͯ࣍ਕ221ࡒ
をITRIにӀきれ、ͨのޛ研究成果をηϒϱアΤトさͦてγΦϱηϏʖέ಼にൔର企業をઅཱིさͦ222
てきた。ͨの݃果、γΦϱηϏʖέ಼のൔର企業のଡくのਕࡒがธ国のεϨαϱώϪʖとືંな関223
っている。ͨして、「ธ国のεϨαϱώϪʖで基ે研究及びઅ計を行い、γΦϱηϏʖέで224࣍をܐ

25 国家科学及技術委員会. “સ国科技動ସ査”, February 2025 accessed,
https://wsts.nstc.gov.tw/stsweb/technology/TechnologyStatistics.aspx?language=C&ID=20
26 ᤜҔ. “科學Ԅზ政ࡨ過ఖద॑檢ࢻ”. ਕช及ऀ會科學ॄק, September 2024, https://www.rchss.sinica.edu.tw/files_news/26-
03-2014/3.pdf
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及びਫ਼産ଆを行͑」とい͑界దな業ରにΓる経ӨϠデϩがఴした。このϠデϩにΓり、台湾225
はICઅ計やଆプϫιηにおけるόΤύΤをεϨαϱώϪʖとのືંなྙڢ及び研究の業を通じてட226
し、ݽکな産業基൭をくことができた。ͨしてこのΓ͑な、大学、ۃ研究機関、企業間のਕࡒのླྀ動227
が、研究におけるືەなྙڢ関ܐにܪがっている。228

229

230
図 2-12 γエンスパークの産学連携とธࠅとの関ܐ性231

232
2.2.2 ϓΟΤンχリーࣆ業の発ఴ233

TSMCは࣎のքの大घϟʖカʖが採༽していた、IDMとい͑અ計とଆのਪ౹合ϠデϩではなくΤ234
Υύの受ଆ業（ϓΟΤϱχϨʖ）にॄしてఴさͦることをમΞͫ。ͨの݃果、અ計での235
し236ض૬ྙの༑Ғをڟ૬をඈけ、ଆプϫιηրવに೨することができ、いͬい技術とαηトڟ
ている。台湾のൔର産業のでϓΟΤϱχϨʖࣆ業、ಝにTSMCが台ಆしたཀྵ༟として、以Ծの3点が237ߡ
͓られる27 28。238

1ͯは、「࣎େのωʖθに合Κͦたࣆ業મ」で͍る。னは࣎、૮対దに資金ྙの྾る台湾が、239ع
にڌ大な資ຌを༙するธ国やೖຌのIDMとڟ૬することはできないとஇし、࣎ΆとΞどଚࡑしなかった240
ϓΟΤϱχϨʖࣆ業をમした。業ॵの受機会はڈ༓のఽघをབりにしたIntelけଆఖ度で͍った241
が、ްིదかͯਟଐなਫ਼産をକけることで、IDMが自ऀで場のՖಉをດめている、TSMCはεϨα242
ϱώϪʖのઅ計企業からの受をଁやしていった。࣎ڷ企業で͍ったApple、Supermicro、Qualcomm243
のϤʖδʖ企業はൔରଆの自ऀ場をݒઅする資金はなく、受ਫ਼産を行͑ϓΟΤϱχϨʖへのωʖθ244
が͍った。また、1990年େカϩϓΧϩωアでஂਫ਼し࢟めていたൔରઅ計業企業にとって、ਫ਼産ϧϱ245

27 清華大学ྈ؝ఴ研究Ӆ. “国台湾దൔ导ରɾ੍ዐ㜰发ఴً来దʃ“, May 2022, https://www.icsd.tsinghua.edu.cn/info/lajd_/2006
28 REDEFINE INNOVATION. “ኼൔᱬଆద學सۄત台ుదྲྀࡨ”, February 2021, 
https://www.redef.tech/%E8%A7%80%E9%BB%9E/%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E7%9A%84%E7%AD%96%E7%9
5%A5
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2.2.2 ファウンドリー事業の発展

TSMC は当時の海外の大手メーカーが採用していた、IDM という設計と製造の垂直統合モデルではなく

ウェハの受託製造専業（ファウンドリー）に集中して発展させることを選んだ。その結果、設計開発分野で

の競争を避け、製造プロセス改善に専念することができ、いち早い技術開発とコスト競争力の優位性を発揮

している。台湾の半導体産業の中でもファウンドリー事業、特に TSMC が台頭した理由として、以下の 3

点が考えられる 27, 28。

1 つ目は、「時代のニーズに合わせた事業選択」である。張忠謀は当時、相対的に資金力の劣る台湾が、

既に巨大な資本を有する米国や日本の IDM と競争することはできないと判断し、当時ほとんど存在しなかっ

たファウンドリー事業を選択した。創業当初の受注機会は旧友の伝手を頼りにした Intel 向け製造程度で

あったが、効率的かつ迅速な生産を続けることで、IDM が自社製品で工場の稼働を埋めている中、TSMC

はシリコンバレーの設計企業からの受注を増やしていった。当時新興企業であった Apple、Supermicro、

Qualcomm 等のユーザー企業は半導体製造の自社工場を建設する資金はなく、受託生産を行うファウンド

リーへのニーズがあった。また、1990 年代カルフォルニアで誕生し始めていた半導体設計専業企業にとっ

ても、生産ラインの構築に投資する必要がなくなることから、ファウンドリーとの協業は合理的な選択であっ

た。つまり、TSMC はファウンドリー事業のニーズへの先見の明があったと考えられる。

2 つ目は、「産業クラスタの存在」である。台湾では TSMC や UMC 等の大手企業の先導の下、製造プロ

セスのさまざまな段階でメーカーが緊密に連携し、互いに学び合うことで、競争力と協力性を兼ね備えた柔

軟で専門的な生産システムを形成している。また、新竹サイエンスパークは清華大学や陽明交通大学など学

術機関にも隣接している。さらに、台湾に呼び戻したシリコンバレーでの留学経験者や起業家が「懸け橋」

となり、米シリコンバレーとも緊密な人的・技術交流がある。また、米国在住の華僑が米国・台湾 2 地域を

定期的に行き来して開発を推進していることが、相互の技術向上に有益となっている。つまり、新竹サイエ

ンスパークが台湾版シリコンバレーとして半導体産業クラスタを築いていることが、技術開発、技術力向上

に寄与していると考えられる。

3 つ目は、「生産技術への多額の投資」である。半導体製造技術開発には多額の投資が欠かせない。新技

術の市場投入に成功し利益を上げた企業は、次世代技術の開発に資金を投資でき、好循環を築くことができ

る。TSMC は投資の多くをロジック製造のプロセス改善にあてていると言われる。一方、Intel は設計と製

造を共に事業としていることから製造プロセスでボトルネックが発生した場合、設計での改善等、様々な方

法を試す。Samsung はメモリのファウンドリー事業規模が大きいことから、設備投資の多くをメモリ製造

に使う必要がある。そのため、現在の市場の主要プレイヤーのうち TSMC のみがロジック製造のプロセス

改善に必要な新技術をいち早く導入し、歩留まり向上までの時間を短縮化できている。つまり、TSMC が

ロジック製造に注力し、他社を上回る多くの R&D 投資や設備投資を集中させていることが、強みの源泉に

なっていると考えられる。

清華大学両岸発展研究院 . “中国台湾的半导体，是怎么发展起来的？“, May 2022, 
https://www.icsd.tsinghua.edu.cn/info/lajd_/2006
REDEFINE INNOVATION. “從半導體製造的學習曲線看台積電的策略”, February 2021, 
https://www.redef.tech/%E8%A7%80%E9%BB%9E/%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E7%9A%84%E7%AD%96%E7%9
5%A5
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3 台湾の半導体人材の現状及び課題

第 3 章では、台湾半導体産業における人材の需給状況の分析及び台湾半導体人材をとりまく課題の抽出を

行う。台湾当局による統計データや、大手求人情報プラットフォーム等の民間機関の公開情報等を用いたデ

スクトップ調査を通じて、半導体業界の職種や求められる能力、STEM 学部 29 の卒業者数など人材供給状況、

及び、半導体企業の職種別・工程別の求人数の推移を始めとする需要状況を明らかにする。最後に、半導体

企業や教育機関へのヒアリングで半導体人材市場の動向や需給ギャップの状況を明らかにしたうえで、これ

までの調査による現状を分析し、課題を抽出する。なお、ヒアリング対象は、表 1-1 のとおりである。

3.1 半導体産業で求められる人材類型及び能力

国家発展委員会（台湾で内閣に相当する行政院の傘下機関で、当局の発展計画や施策立案を行う）によると、

2023 年の半導体産業における労働者数は 31.7 万人であり、これは労働人口のわずか 2.7% にすぎない 30。し

かし産業の付加価値は GDP の約 2 割に達し、いかに高付加価値産業であるかが分かる。

半導体産業のサプライチェーンは、その製造プロセスにおいて上流の IC 設計、中流の製造前工程（シリ

コンウェハ上に回路を形成する、第 2 章におけるファウンドリー企業が行う工程）、下流の製造後工程（ウェ

ハの封止及び製品検査、第 2 章における OSAT 企業が行う工程）の大きく 3 つで構成される。そしてそれ

ぞれに高度な専門性を有し、研究開発等を行う「高度人材」と、現場でのオペレーションを担う「現場人材」

に大別される。高度人材は、大学院修了レベルの非常に高度な専門性を持ち、主に IC 設計や製造企業にお

ける R&D（製造プロセス開発、製品開発）を担う人材である。現場人材は、従事領域と求められる専門性

の程度によって、中間層と基礎層に細分化することができる。前者は半導体製造そのものに携わり高度な専

門性が求められ、後者は製造装置等の製造に関連する周辺領域に携わり一定の専門性が求められる。

Science, Technology, Engineering, Math の頭文字をとった、理工系学部の総称
國家發展委員會產業發展處 . “穩固台灣半導體國際領先地位”. 台灣經濟論衡 , September 2024. 
https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20191104001-N202412050008-00003

29

30



16

JST アジア・太平洋総合研究センター　 APRC-FY2024-RR-03

調査報告書　 台湾における半導体人材育成施策と実態

調査報告書 ｜ 台湾における半導体人材育成施策と実態

JST アジア・太平洋総合研究センター   APRC-FY2024-RR-03 

17

図 3-1 半導体産業における人材ྪ286ܗ
出典：脚注31より287

288
࿓ಉ部（ೖຌのਫ਼࿓ಉに૮）の「icap৮ఴԢ༽平台31」では企業の研र企画や個ਕのΫϡϨア289
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ている。ൔର産業における֦৮झの業務֕要やηΫϩの要݇をཀྵすると以Ծのන 3-1の通りになる。291

292
表 3-1 半導体産業における৮झพགྷ݇293
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出典：脚注 31より

図 3-1　半導体産業における人材類型

労働部（日本の厚生労働省に相当）の「icap 職能発展応用平台 31」では企業の研修企画や個人のキャリア

開発のために、様々な業種や職種における業務内容やスキル、知識、能力、学歴などの要件をまとめて公表

している。半導体産業における各職種の業務概要やスキル等の要件を整理すると以下の表 3-1 の通りになる。

表 3-1　半導体産業における職種別要件
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出典：脚注 31より

設計人材は、設計対象に応じて「デジタル IC 設計エンジニア」「アナログ IC 設計エンジニア」と、EDA ツー

ル（Electronic Design Automation、IC チップ等の電子設計に用いるツール）を用いた回路の配置や配線設

計を行う「IC レイアウトエンジニア」などの職種があり、いずれも大学以上の高い学歴が求められる。前工程、

後工程の製造においては、高度人材として、複数の製造工程を統合した製造プロセスを設計し、歩留まり向

上を実現する「プロセス統合エンジニア」が、現場人材としては、特定のプロセスを担当し、オペレーショ

ンから工程の改善を担う「プロセスエンジニア」の他、「品質管理エンジニア」「テストエンジニア」などが

存在する。また、基礎層現場人材として、製造装置の保守・メンテナンスを担う「装置エンジニア」や電気、

ガス、空調集塵等工場設備の保守・メンテナンスを行う「工場設備エンジニア」等がある。また、工程を問

わず、各事業に必要なソフトウェアやハードウェアに関するエンジニアのニーズもある。

表 3-1 からは設計工程は高度人材のニーズが多く、高い学歴が求められる傾向がよみとれるが、実際にサ

プライチェーンの上流に行くほど求められる最終学歴が高くなる傾向がある。図 3-2 のとおり、IC 設計で

は修士以上が 57％を占めるのに対し、中流の製造前工程では 48％、下流の製造後工程では 22％に減少し、

学士が 60% と構成比が逆転している 32。なお、台湾での大学進学率は 85%（2022 年度）と極めて高く（日

本の 2024 年の大学進学率は 59%33）、社会的に高卒で就職するケースは極少数である点は日本と異なるため

比較には留意が必要である 34。
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出典：脚注31より294
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出典：脚注 32より

図 3-2　サプライチェーン工程別の最終学歴構成比

最終学歴だけでなく、特に IC 設計や前工程の上中流では、「台成清交」と呼ばれる台湾大学、成功大学、

清華大学、陽明交通大学の 4 大国立名門大学をはじめとするトップ校の卒業生が多くを占め、総じて上流に

行くほど求められる学歴（学位や大学の水準）が高いことがうかがえる。

表 3-2　工程別の卒業大学トップ 5

No, IC設計 前工程 後工程

1
国立陽明交通大学
（8.2％）

国立成功大学
（6.5％）

私立明新科技大学
（5.3％）

2
国立成功大学
（5.9％）

国立陽明交通大学
（5.4％）

私立正修科技大学
（3.4％）

3
国立清華大学
（5.2％）

国立清華大学
（4.9％）

国立高雄科技大学
（2.7％）

4
国立台湾大学
（4.8％）

国立台湾大学
（4.0％）

私立逢甲大学
（2.5％）

5
国立中央大学
（3.2％）

私立明新科技大学
（3.1％）

私立南台科技大学
（2.0％）

出典：脚注 32より

学生の修了専門領域では電気電子工学系出身者が最も多く、工程を問わず 2 位の学部と大きな差をつけて

いる。一方で 2 位以下は工程により違いがみられる。IC 設計ではソフトウェアを用いたシミュレーション

が欠かせないことから情報関連のニーズが高く、前・後工程は製造を伴うために機械工学や、得に前工程で

は製造に欠かせない材料工学のニーズも高い特徴がある。
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が60%とߑ成ർがٱしている32。なお、台湾での大学進学ིは85%（2022年度）とۅめて߶く(ೖຌの2024308
年の大学進学ིは59%33)、ऀ会దに߶ଖでम৮するίʖηはۅঙ਼で͍る点はೖຌとҡなるためർֳにはཻ309
қがච要で͍る34。310

311

図 3-2 γプラチェーンఖพの࠹श学ྼߑ成ർ312
出典：脚注32より313

314
最श学ྼͫけでなく、ಝにICઅ計や前ఖの上ླྀでは、「台成清交」とݼͻれる台湾大学、成ޯ大学、清315

華大学、陽明交通大学の4大国ཱི名門大学をはじめとするトップߏのଖ業ਫ਼がଡくをઐめ、૱じて上ླྀに行く316
Άどٽめられる学ྼ（学Ғや大学のਭ६）が߶いことが͑かが͓る。317

318
表 3-2 ఖพのଖ業大学トップ5 319

No, ICઅܯ ఖ ఖޛ

1 
陽明交通大学ཱིࠅ

ʤ8.2ˍʥ
成ޯ大学ཱིࠅ
ʤ6.5ˍʥ

明Ռ技大学ʤ5.3ˍʥཱིࢴ

2 
成ޯ大学ཱིࠅ
ʤ5.9ˍʥ

陽明交通大学ཱིࠅ
ʤ5.4ˍʥ

ਜ਼रՌ技大学ʤ3.4ˍʥཱིࢴ

3 
清華大学ཱིࠅ
ʤ5.2ˍʥ

清華大学ཱིࠅ
ʤ4.9ˍʥ

༦Ռ技大学ʤ2.7ˍʥ߶ཱིࠅ

4 
台湾大学ཱིࠅ
ʤ4.8ˍʥ

台湾大学ཱིࠅ
ʤ4.0ˍʥ

大学ߗ⁌ཱིࢴ
ʤ2.5ˍʥ

5 
ԟ大学ཱིࠅ
ʤ3.2ˍʥ

明Ռ技大学ʤ3.1ˍʥཱིࢴ ೈ台Ռ技大学ʤ2.0ˍʥཱིࢴ

出典：脚注32より320

32 104ਕྙ۞行、SEMI國ࡏൔᱬ產業ڢ會. “ൔᱬ產業及ਕപൿॽ”, September 2020, https://blog.104.com.tw/wp-
content/uploads/2022/08/10131132/2020%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%94%A2%E6%A5%AD%E4%BA%BA%E6
%89%8D%E7%99%BD%E7%9A%AE%E6%9B%B8.pdf
33 過年度߶ଖंをΞ਼ͫ。ช部科学. “学ߏ基ຌ査”, e-Stat, December 2024, https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400001&tstat=000001011528&cycle=0&tclass1=000001021812&tclass2val=0  
34  ,ү౹計”, June 2024گү部. “華國گ
https://depart.moe.edu.tw/ED4500/News_Content.aspx?n=48EBDB3B9D51F2B8&sms=F78B10654B1FDBB5&s=B19AF3B0B4D7BF
AC 
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104 人力銀行、SEMI 國際半導體產業協會 . “半導體產業及人才白皮書”, September 2020, 
https://blog.104.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/10131132/2020%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%94%A2%E6
%A5%AD%E4%BA%BA%E6%89%8D%E7%99%BD%E7%9A%AE%E6%9B%B8.pdf
過年度高卒者を含んだ数値。文部科学省 . “学校基本調査”, e-Stat, December 2024, https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?pag
e=1&layout=datalist&toukei=00400001&tstat=000001011528&cycle=0&tclass1=000001021812&tclass2val=0 
教育部 . “中華民國教育統計”, June 2024, https://depart.moe.edu.tw/ED4500/News_Content.aspx?n=48EBDB3B9D51F2B8&sms
=F78B10654B1FDBB5&s=B19AF3B0B4D7BFAC
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表 3-3　工程別の修了専門領域トップ 3

No, IC設計 前工程 後工程

1
電気電子工学
（34.2％）

電気電子工学
（18.3％）

電気電子工学
（18.7％）

2
情報工学
（12.0％）

機械工学
（8.0％）

機械工学
（6.2％）

3
情報マネジメント
（3.0％）

材料工学
（6.4％）

工業工学
（5.5％）

出典：脚注 32より

近年、専門性の証明として、半導体関連エンジニアの資格制定が進んでいる。設計工程においては「半導

体レイアウト設計エンジニア能力鑑定試験」という EDA ツールを用いた半導体レイアウト設計スキルを認

定する資格が、製造工程においては、後工程の「半導体パッケージングエンジニア能力認定試験」がある。「半

導体パッケージングエンジニア能力認定」を取得すると、企業によっては入社直後の職級であるアシスタン

トエンジニアを超え、通常のエンジニア職級につくことができ、初任給の増加が期待できるという 35。既に

開始しているこれらの認証の他にも、半導体テストエンジニア、半導体設備エンジニア、半導体工場設備エ

ンジニア等、主に現場人材を対象とした実務スキルの認定制度が計画されている 36。

なお、教育機関や企業へのヒアリングでも、学歴が半導体産業における工程や職種別の採用に大きな影響

があることが確認できた。

◦　IC 設計企業は大部分が電子電気系や情報系出身者であり、卒業大学や学位の学歴が重視される。実

践型大学である科技大学の卒業生は対象外となる。（台湾半導体設計企業）

◦　製造企業（前工程・後工程）の場合、科技大学の卒業生は一般的に後工程のプロセスエンジニアや装

置エンジニアとして採用される。前工程のプロセスエンジニアは名門大学等科技大学以外の卒業生が

多い傾向にある。（南台科技大学）

また、学歴以外の要件として、専門的な技術知識の他、コミュニケーション能力やロジカルシンキング等

を重視する傾向もみられた。

◦　採用したい優秀な学生の要件として、技術理解度とロジカルシンキングを重視する。共同研究でのパ

フォーマンスや、執筆論文の内容、面接での受け答えを通じて検討している。（台湾半導体設計企業）

◦　IC 設計や R&D 人材は、チームを引っ張るコミュニケーション力や、専門領域にとどまらない幅広く

体系化された知識を求められる。（TIARA）

◦　製造企業は、大学での成績より、円滑な人間関係構築力やロジカルシンキングを重視する。面接での

受け答えの他、サークル活動の参加状況などが考慮されることもあるという。（南台科技大学）

技術発展に伴い、半導体産業が関連する領域はより広くなり、またその製造プロセスも非常に複雑である。

これら異なる領域全体を俯瞰、統合できる学際人材のニーズも高まっている。

◦　研究型大学における半導体学院などは、領域を超えた人材育成に注力しているため、電気電子系以外

明新科技大學 . “台積半導體學程證書「保證面試」不夠看？ 2 證照直接就業年薪破百萬”, March 2024, 
https://acade.must.edu.tw/news/page.aspx?UnitID=1238&id=19357
教育部 . “半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地 . 建直區域產業人才及技術培育基地計劃”, February 2025, 
https://iac.twaea.org.tw/tbitt/study3-73.html

35

36
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の学部を卒業した学生も広く募集している。高度人材には、専門領域にとどまらない幅広く体系化さ

れた知識が求められている。（TIARA）

◦　研究者の多くは単一の工程などに集中し、前後のプロセスとの関連性や全体を俯瞰する概念が欠如し

ていることが重大な課題。半導体技術発展により、設計と製造プロセスの統合や光量子やシリコンフォ

トニクス等異なる領域の統合が必須になっている。研究者の視野の狭さは、技術開発において、産業

界のニーズや問題の本質を見誤ることにつながる。（当局関連研究機関）

◦　技術的なスキルを備えた人材は多いが、ビジネスサイドの人材が足りない。市場の方向性をみて、プ

ロジェクトを推進する、ビジネスマインドを備えた人材育成が必要。（台湾半導体製造企業）

また大学も、研究型大学、実践型大学を問わず、企業のニーズに応える人材育成を行っている。

◦　企業のニーズに応え、企業から必要とされる高度人材の育成を目指す。（成功大学）

◦　特に最近は装置エンジニアのニーズが高まっており、産学連携で装置エンジニア育成コースを設置し

た。（高雄科技大学・南台科技大学）

他方で、台湾半導体企業の海外進出や、外国人材獲得の過程で、外国語と半導体人材双方に精通した人材

のニーズも高まっている。必要とされる語学水準は高度人材、現場人材で異なるが、台湾で勤務する場合、

多少の中国語は求められるという指摘もあった。

◦　企業のニーズを受け、製造業や半導体用語、オフィス生活に使う基礎中国語科目を新設した。台湾企

業は英語だけで働くことは難しく、日常生活に困らない程度の中国語力（特に口語）を求めている。（台

湾大学）

◦　現場で求められる語学水準は高くない。また、現地で学びながらも言語習得はできるので、語学は大

きなハードルではないと考える。（高雄科技大学）

◦　日本で日本人育成を行う人材のニーズが増え、日本語学科に半導体科目を設け、半導体の基礎を教え

ることにした。（高雄科技大学・成功大学）

3.2 台湾における類型別人材供給状況の推移

上述の通り、半導体産業で働く人材には卒業時点で一定の専門性を有していることが求められる。そのた

め大学や大学院等における STEM 学生の学生規模が、半導体産業への人材供給量に直結する。よってここ

では、台湾における STEM 学部の学生数及び、高度専門人材である博士の輩出状況を中心に、半導体産業

の転職市場、外国人労働者の状況を含めた人材供給状況を整理する。

前提として、台湾は日本同様少子化社会であり、その学生数は減少を続けている。2023 年の大学・大学院・

専門学校を合わせた学生総数は合計約 109 万人で、10 年で約 2 割減少している。STEM 学部も例外ではなく、

全体生徒数と同様に学生数は年々減少傾向にある。しかしながら、STEM 学生は全学生の約 30% を占める

だけでなく、2018 年以降全学生に占める割合はわずかながら増加傾向にあり、2022 年には全体の 1/3 を超

える割合となった 37。

教育部統計處 . “大專校學科標準分類查詢系統”, February 2025 accessed, https://stats.moe.gov.tw/bcode/37
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出典：脚注 37より

図 3-3　台湾における学生数の推移（大学・大学院・専門学校合計）

STEM 学生の人数は、学士、修士、博士、専門の順に多くなっており、専門学校を除けば基本的に課程

が上がるに従い人数は減少するが、STEM 学生の割合は増加する。博士課程では 45％が STEM 学生で構成

され、台湾で育成されている高度人材の多くは STEM 人材であることがうかがえる。
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図 3-4 STEM学生の課程別構成（2023年）

しかしながら、博士課程の学生自体は人数、割合共に減少を続けている。2014 年に約 1.5 万人だった

STEM 系博士人材は 10 年で約 1.3 万人に減少しているだけでなく、構成割合も約 5pt 減少している。台湾

で増加している STEM 人材は学士や修士課程の学生であることがわかる。
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上がるにॊいਕ਼はݰঙするが、STEM学ਫ਼のׄ合はଁՅする。ദ࢞課ఖでは45ˍがSTEM学ਫ਼でߑ成さ393
れ、台湾でү成されている߶度ਕࡒのଡくはSTEMਕࡒで͍ることが͑かが͓る。394

395

図 3-4 STEM学ਫ਼の՟ఖพߑ成ʤ2023೧ʥ396
出典：脚注37より397
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出典：脚注 37より

図 3-5　博士課程学生数の推移

転職市場に目を向けると、これまでの経験を活かして、同じ、あるいは近しい業界へ転職を行う傾向が見

て取れる。局地的なデータではあるが、図 3-6 は半導体産業のエンジニア職の転職前後の業界を示している。

これをみると、デジタル IC 設計エンジニア、アナログ IC 設計エンジニアの設計系エンジニアは転職前後

問わず 70% が IC 設計企業に、また約 10% が半導体製造企業へ、半導体製造における半導体エンジニアの

場合でも半数が半導体製造業界と、業界の垣根を超えた人材の流動性が低いことが見て取れる 38。これは半

導体人材が教育、経験共に多くの専門性を必要とするためと考えられる。

※転職前後業界は、上位 3位かつ構成比 2％以上のものを記載

※その他半導体製造：製造設備、基盤・リードフレーム、モジュール等

出典：脚注 38より

図 3-6　半導体産業のエンジニアの転職前後業界
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しかしながら、ദ࢞課ఖの学ਫ਼自ରはਕ਼、ׄ合共にݰঙをକけている。2014年に༁1.5ຬਕͫったSTEM398
ঙしている。台湾でଁՅして399ݰ成ׄ合༁5ptߑ、ঙしているͫけでなくݰは10年で༁1.3ຬਕにࡒਕ࢞ദܧ
いるSTEMਕࡒは学࢞やर࢞課ఖの学ਫ਼で͍ることがΚかる。400

401

図 3-5 ദ࢞՟ఖ学ਫ਼਼のਬҢ402
出典：脚注37より403
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৮ࢤ場にをけると、これまでの経ݩをかして、同じ、͍るいはۛしい業界へ৮を行ܑ͑が405ݡ

てखれる。ۃஏదなデʖνでは͍るが、ਦ3-6はൔର産業のΦϱζωア৮の৮前ޛの業界をࣖしている。406
これをΊると、デζνϩICઅ計Φϱζωア、アψϫήICઅ計Φϱζωアのઅ計ܧΦϱζωアは৮前ޛ問Κ407
ͥ70%がICઅ計企業に、また༁10%がൔରଆ企業へ、ൔରଆにおけるൔରΦϱζωアの場合で408
ൔ਼がൔରଆ業界と、業界の֠ࠞを͓たਕࡒのླྀ動がఁいことがݡてखれる38。これはൔରਕࡒが409
られる。410͓ߡ共にଡくの門をච要とするためとݩү、経گ

411

38 104ਕྙ۞行. “ൔᱬਕപൿॽ”, August 2021, https://blog.104.com.tw/wp-content/uploads/2021/08/6_2021-semicon-
whitepaper-final.pdf
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図 3-6 半導体産業のエンジωアの৮ޛ業ֆ414
出典：脚注38より415
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がѻౙదにଡく、ϙϭトカϧʖや門ਕࡒで͍る「門ʀ技術ਕࡒ」は༁6ˍఖ度で͍る39。422
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図 3-7 台湾સγエンスパークのࠅ人࿓ಉं਼425

出典：脚注39より426

39 國家科學及技術委員會. “พᢝ員౹計. ౹計資ྋށ”, February 2025, 
https://wsts.nstc.gov.tw/stsweb/sciencepark/ScienceParkReport.aspx?language=C&quyid=tqemployees02
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最後に、半導体産業における外国人の就労状況について、多くの半導体企業が入居している台湾のサイエ

ンスパークのデータから推察する。サイエンスパークには半導体企業以外も機械産業やバイオ産業等様々

な企業が立地しているため、あくまで参考値にはなるが、図 3-7 のとおりサイエンスパークに勤務する外国

人労働者数は 2022 年まで右肩上がりに上昇し、直近数年は微減傾向、全労働者に占める割合では、7 ～ 9%

前後を推移している。ビザの内訳で見ると、製造現場や介護、医療現場等に勤務するブルーカラーである「移

工」が圧倒的に多く、ホワイトカラーや専門人材である「専門性・技術人材」は約 6％程度である 39。
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39 國家科學及技術委員會. “พᢝ員౹計. ౹計資ྋށ”, February 2025, 
https://wsts.nstc.gov.tw/stsweb/sciencepark/ScienceParkReport.aspx?language=C&quyid=tqemployees02
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※各年末時点での従業員数

出典：脚注 39より

図 3-7　台湾全サイエンスパークの外国人労働者数

国籍の内訳についても公表されている情報は限られるが、2022 年の新竹サイエンスパークにおける労働

許可の新規発行状況を見ると、アジア諸国からの人材が多く、中でもインド人材が圧倒的に多い 40。インド

人材は第 5 章でも触れている通り国を挙げて特に IC 設計分野の人材育成に注力しており、台湾においても

その多くが IC 設計企業に従事しているとみられる。
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国の಼༃にͯいてޮනされている情報はݸられるが、2022年のγΦϱηϏʖέにおける࿓ಉ427ڒ
Նのو行য়ڱをݡると、アζアঀ国からのਕࡒがଡく、でϱχਕࡒがѻౙదにଡい40。ϱχਕ428ࡒ
は5হでৰれている通り国を͝ڏてಝにICઅ計のਕࡒү成にྙしており、台湾においてͨのଡ429
くがICઅ計企業にॊࣆしているとΊられる。430

431

図 3-8 γエンスパークの࿓ಉڒՆو発ߨ人਼トップ10ʤ2022೧ʥ432
出典：脚注40より433

434

台湾の半導体人材ऩགྷয়435ڱ

ൔର産業のਕࡒऩ要は、2019年以߳ଁՅをକけてきたูॄਕ਼は、ϱϓϪや界情などにΓるভඇ436
のཚͬࠒΊや、ు機ϟʖカʖにおけるൔରށࡑ過ଡにΓるൔରࢤ場のཚͬࠒΊのӪڻを͑け、2023437
年2࢝ൔغには大にݰঙしたののŌAIऩ要などの௧い෫を受けյܑに͍り、2024年2࢝ൔغでは、438
݆͍たり2.6ຬਕのਕॄูࡒが͍った。これはٽ৮ं1ਕたり2.1のϛζεϥϱに૮するとい͑。ఖพで439
Ίると、場を༙し、ଡくのݳ場ਕࡒを์͓るච要の͍るଆ前ఖ及びଆޛఖ企業は、ICઅ計企業と440
ർֳしච要なਕࡒϚϨϣʖϞがଡいことが͑かが͓る。441

40 國家科學及技術委員會科學Ԅზ؇ཀྵۃ. “科學Ԅზ年報2022”. 科學Ԅზ, May 2023,
https://pavo.sipa.gov.tw/sipaCa/AReport/111/CH/index.html#p=I
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出典：脚注 40より

図 3-8　新竹サイエンスパークの労働許可新規発行人数トップ 10（2022年）

104 人力銀行 . “半導體人才白皮書”, August 2021, 
https://blog.104.com.tw/wp-content/uploads/2021/08/6_2021-semicon-whitepaper-final.pdf
國家科學及技術委員會 . “性別與外籍員工統計 . 統計資料庫”, February 2025, 
https://wsts.nstc.gov.tw/stsweb/sciencepark/ScienceParkReport.aspx?language=C&quyid=tqemployees02
國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 . “新竹科學園區年報 2022”. 新竹科學園區 , May 2023, 
https://pavo.sipa.gov.tw/sipaCa/AReport/111/CH/index.html#p=I
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3.3 台湾の半導体人材需要状況

半導体産業の人材需要は、2019 年以降増加を続けてきた募集人数は、インフレや世界情勢などによる消

費の落ち込みや、電機メーカー等における半導体在庫過多等による半導体市場の落ち込みの影響をうけ、

2023 年第 2 四半期には大幅に減少したものの､ AI 需要などの追い風を受け回復傾向にあり、2024 年第 2 四

半期では、月あたり 2.6 万人の人材募集があった。これは求職者 1 人当たり 2.1 のポジションに相当すると

いう。工程別でみると、工場を有し、多くの現場人材を抱える必要のある製造前工程及び製造後工程企業は、

IC 設計企業と比較し必要な人材ボリュームが多いことがうかがえる。
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442

ˠ֚࢝半غ内の人材ู集人਼の݆平443ۋ
図 3-9 半導体産業の人材ู集人਼ʤ݆平ۋʥのਬҢ444

出典：脚注32、38、104人ྙ۞ߨʰ半導ᱬ人പൿ書ʱ202241、202342、プϪスリリース43より445
446

ऩ要のଡい৮झはఖにΓりҡなる。ICઅ計企業の場合、最ऩ要がଡいのがデζνϩICઅ計Φϱζωア、447
いでアψϫήICઅ計Φϱζωア、λϓトΤΥアΦϱζωア、ύʖχΤΥアΦϱζωアと、年͟とにଡঙの448࣏
ร動は͍れ、大きなҩいはない。ଠ๏で場をͯ࣍ଆ前ఖ、ޛఖでは、ൔରΦϱζωアや作業員/ࠟ449
ใ員のωʖθが߶く、ૹܧのΦϱζωアがକく。作業員/ࠟใ員はΤΥύやોࡒなどのӣ൘やࠟใなどർֳ450
ద門技術を要さない作業を行͑ਕࡒをࢨす。前ఖにおいては門がٽめられるൔରΦϱζωアのω451
ʖθが߶く、ޛఖでは門を要さない作業員/ࠟใ員のωʖθが߶い。このΓ͑に同じଆఖで前452
ఖとޛఖでωʖθのଡい৮झがҡなるഐܢには、ଆ過ఖにච要な技術ྙやଆプϫιηの自動Կのఖ度453
のࠫがӪڻしていると͓ߡられる。また、ຌহ1ઇでफ़΄たΓ͑に、ޛఖとർֳし前ఖの๏が門454
を༙するਕࡒωʖθが߶いことは、前ఖの๏がਕࡒへの学ྼ要ٽが߶い点と関連がΊられる。また、455
ଆ前ఖ、ޛఖに共通するトϪϱχとして、2022年以߳ϓΟʖϞΤΥアΦϱζωアのऩ要がଁٺしている456
点が͍る。ଆプϫιηの自動ԿやAI技術のఴをഐܢに、ύʖχΤΥアを߶度にޜするωʖθが߶まっ457
ていることをࣖࠨしている。458

41 104ਕྙ۞行. “ൔᱬਕപൿॽ”, July 2022, https://blog.104.com.tw/wp-
content/uploads/2022/08/16091526/%E5%AE%8C%E6%95%B42022%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E4%BA%BA%E6
%89%8D%E7%99%BD%E7%9A%AE%E6%9B%B8_20220816.pdf
42 104ਕྙ۞行. “ൔᱬਕപൿॽ”, September 2023, https://hunter.104.com.tw/img/manager/2023semi_WhitePaper_1.pdf
43 104ਕྙ۞行. “յʄ2024 年ൔᱬ平ۋ㑎݆᠏2.6ᤊਕ”, August 2024, 
https://corp.104.com.tw/archive/storage/news/filename_1121.pdf
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出典：脚注 32、38、104人力銀行「半導體人才白皮書」202241、202342、プレスリリース 43より

図 3-9　半導体産業の人材募集人数（月平均）の推移

需要の多い職種は工程により異なる。IC設計企業の場合、最も需要が多いのがデジタルIC設計エンジニア、

次いでアナログ IC 設計エンジニア、ソフトウェアエンジニア、ハードウェアエンジニアと、年ごとに多少

の変動はあれ、大きな違いはない。他方で工場を持つ製造前工程、後工程では、半導体エンジニアや作業員

/ 梱包員のニーズが高く、装置系のエンジニアが続く。作業員 / 梱包員はウェハや素材などの運搬や梱包な

ど比較的専門技術を要さない作業を行う人材を指す。前工程においては専門性が求められる半導体エンジニ

アのニーズが高く、後工程では専門性を要さない作業員 / 梱包員のニーズが高い。このように同じ製造工程

でも前工程と後工程でニーズの多い職種が異なる背景には、製造過程に必要な技術力や製造プロセスの自動

化の程度等の差が影響していると考えられる。また、本章第 1 節で述べたように、後工程と比較し前工程の

方が専門性を有する人材ニーズが高いことは、前工程の方が人材への学歴要求が高い点とも関連がみられる。

また、製造前工程、後工程に共通するトレンドとして、2022 年以降ファームウェアエンジニアの需要が急

104 人力銀行 . “半導體人才白皮書”, July 2022, 
https://blog.104.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/16091526/%E5%AE%8C%E6%95%B42022%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9
%AB%94%E4%BA%BA%E6%89%8D%E7%99%BD%E7%9A%AE%E6%9B%B8_20220816.pdf
104 人力銀行 . “半導體人才白皮書”, September 2023, https://hunter.104.com.tw/img/manager/2023semi_WhitePaper_1.pdf
104 人力銀行 . “回升！ 2024 年半導體平均每月缺 2.6 萬人”, August 2024, 
https://corp.104.com.tw/archive/storage/news/filename_1121.pdf
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増している点がある。製造プロセスの自動化や AI 技術の発展を背景に、ハードウェアを高度に制御するニー

ズが高まっていることを示唆している。

表 3-4　工程別の募集数の多い職種トップ 5推移
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こういった旺盛な市場の需要に呼応し、半導体企業の給与水準は極めて高い傾向にあり、またその金額は

経済成長に伴い右肩上がりに上昇を続けている。上流工程ほど給与水準が高く、2023 年における IC 設計企

業の平均月給は 74,280 台湾ドル（約 34 万 7,000 円）、製造前工程企業が 61,266 台湾ドル（約 28 万 6,000 円）、

製造後工程企業が 51,349 台湾ドル（約 24 万円）、いずれも台湾平均月給を上回る待遇である。
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図 3-10　半導体産業の平均月給の推移
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3.4 台湾の半導体人材需給における課題

本節では、台湾の半導体人材の需給バランスにおける現在、そして将来的な問題と課題について整理を行

う。半導体人材需給における問題としてヒアリングで共通して聞かれたのは、企業の旺盛な人材需要により、

高度人材、現場人材共に売り手市場の様相を呈している、需給バランスの偏りである。そのため優秀な学生

は在学中に企業から声がかかり、人材の獲得競争が起こっている。

◦　優秀な人材は引く手あまたで卒業前に就職が決まることもある、売り手市場の傾向。（正修科技大学）

◦　需要が供給を上回り、学生が企業をある程度選択できる状況。（高雄科技大学）

◦　優秀な修士・博士学生は卒業前に企業から声がかかる。（TIARA）

◦　産学共同研究でのパフォーマンスで採用判断をすることもある。（台湾半導体設計企業）

ヒアリングでは人材の供給不足傾向が指摘されているが、他の産業と比較すると半導体産業における人

材の需給ギャップは深刻とは言い難い点には留意が必要である。行政院主計処による産業別欠職率の調査 44

によると、半導体業界が属する電子部品組み立て業は、他産業と比較し、確かに一定の需給ギャップはある

が、平均程度といえ、電力・エネルギー業や、ホテル宿泊業など人材不足がより深刻な産業も少なくない。

表 3-5　産業別欠職率（2024年 8月）
産業 欠職率 産業 欠職率

工業 2.99 サービス業 2.74

電力・エネルギー業 4.72 ホテル・飲食業 3.70

コンピュータ、電子製品製造業 4.10 芸術、娯楽、レジャー業 3.23

自動車・自動車部品製造業 3.57 医療保険、ソーシャルサービス 2.81

電子部品製造業 2.90 不動產業　 2.92

金属製品製造業 2.67 卸・小売業 2.26

全体 2.84

※欠職率＝欠員中の職位数 /（欠員中の職位数 +雇用中の従業員数）× 100

出典：脚注 44より

ただし、将来の予測は厳しいものになっている。少子化による労働人口の減少と、旺盛な産業発展を背景に、

中長期的な需給ギャップは拡大するとみられる。教育部の統計によると、2039 年の大学等の卒業生総数は

2023 年と比較して、博士 -5.5%（-189 人）、修士 -5.7%（-2,960 人）、学士 -21.3%（-43,593 人）、専門 -23.4%（-3,370

人）の減少が予測されている 45。需要推計としては、国家発展委員会が各関係機関と取りまとめている「2030

年整体人力需求推計」や「未来 3 年重点産業人才調査及推計」がある。特に後者は毎年選出された産業のむ

こう 3 年間の人材需要を推計したもので、2023 年には IC 設計産業の 2024-2026 年の人材需要推計が行われ

ており、本調査によると、IC 設計産業の 2026 年時点での総就業人数は 67,290 ～ 72,450 人で、2026 年にお

ける増加需要数は 11,060 ～ 5,900 人と推計されている 46。需給バランスに関する推計として、経済部の調査

行政院主計處 . “113 年 8 月職位空缺報告統計表”. 中華民國統計資訊網 , February 2025 accessed,. 
https://www.stat.gov.tw/News_Content.aspx?n=3106&s=234397
教育部 . “113 年版各教育階段學生數預測報告 113-128 學年度”, June 2024, 
https://stats.moe.gov.tw/files/analysis/113_st_report.pdf
經濟部產業發展署 . “IC 設計產業 2024-2026 專業人才需求推估調查”, December 2023, 
https://ws.ndc.gov.tw/001/administrator/18/relfile/6037/9797/24cde809-d888-4704-a0c6-fd5577f785e3.pdf

44

45

46
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では、2021 年から 2030 年の 10 年間における STEM 系人材は、136 万人の総需要（10 年間の合計）に対し、

見込まれる新規供給（学生の卒業・就職）はわずか 67 万人で、そのギャップは 69 万人に上る 47。その他台

湾半導体産業協会（TSIA）の予測においても、仮に電気系と情報系卒業生の 100% が半導体業界に就職す

るとしても、2039 年には需給バランスが崩れ始めるとされており、人材不足は今後 10 ～ 15 年後に深刻化

するとみられている 48。
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るو供給（学ਫ਼のଖ業ʀम৮）はΚͥか67ຬਕで、ͨのάϡップは69ຬਕに上る47。ͨのଠ台湾ൔର産業497
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年にはऩ給ώϧϱηが๊れ࢟めるとされており、ਕࡒଏは10ޛࠕʛ15年ޛにࠃԿするとΊられている48。499

500

図 3-11 2021೧͖Δ2030೧のSTEMܧ人材ऩڇ༩ʤ10೧間合ܯʥ501
出典：脚注46より502

503
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進学していたが、ࠕはుـుܧࢢや情報ܧに進学する。（台湾ൔରઅ計企業）513
 ༙名企業やଶ۲のྒྷいಝఈ企業にਕـがॄし、Άかの企業と産学連携プϫήϧϞを推進して、参514

Յ学ਫ਼がਕـ企業にम৮してしま͑。（成ޯ大学）515
ଠ๏ϐアϨϱήでは、企業が提ࣖするଶ۲がദ࢞課ఖなどへの進学қཋにӪڻし、߶度ਕࡒにおけるү516
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47 ៅᖘ部. nៅᖘ部業110ۃ年度ሤ案計劃غࣧ行成果報告（ਕ१交ླྀ推動計劃）”, February 2025 accessed, 
https://www.talentcirculationalliance.org/uploads/30b92756-5b83-489a-b3c8-cfe08b62f9f1.pdf
48 台ᖱൔᱬ產業ڢ會. “台ᖱൔᱬਕ供ऩە٥ ਕ供給ጱᢝ產業᚛ఴऩ要ંٌ”. 台ᖱൔᱬ產業ڢ會2023年ק, October 2023,
http://ebook.greenpublishers.com/ebook/tsia/106/html5/index.html
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図 3-11 2021年から 2030年の STEM系人材需給予測（10年間合計）

需要に対する供給の不足という需給ギャップは、半導体産業において現在、そして将来さらに深刻化が予

想されている問題である。現状において企業はこの環境下でいかに自社、あるいは半導体産業自体の魅力を

高め、学生を獲得するかという課題を抱えている。この課題に対応するために、現状企業は好待遇の提示や、

産学連携プログラムを通じた早期に学生等との接点を持つことで競争力を保っている。表 3-5 において指摘

したように、半導体を含む電子部品組み立て業が、他産業と比較した人材不足の程度が深刻でない背景には、

このような企業の戦略により、人材獲得に一定の成功をしているためと考えられる。ヒアリングでも、企業

は優秀な人材を獲得し人材ニーズを満たすために好待遇を提示しており、これが学生の半導体企業就職の誘

因となっている点が指摘されている。

◦ 学生が半導体産業を選択する直接的な理由は社会的な待遇。台湾では、かつて優秀な学生は医学部に

進学していたが、今は電気電子系や情報系に進学する。（台湾半導体設計企業）

◦　有名企業や待遇の良い特定企業に人気が集中し、ほかの企業と産学連携プログラムを推進しても、参

加学生が人気企業に就職してしまう。（成功大学）

他方ヒアリングでは、企業が提示する好待遇が博士課程などへの進学意欲に影響し、高度人材における育

成や人材量確保に対する新たな課題に繋がっている点も指摘されていた。本章第 2 節で指摘した、台湾の博

士人材が人数、割合共に減少傾向にある背景にはこれらの可能性が考えられる。

◦　博士人材の減少に問題を感じている。入試の応募数をみると、修士課程は倍率 10 倍程度と多くの進

学希望者がいるのに対し、博士課程は 2 ～ 3 倍にまで減少する。修士卒業時点で企業が高額なオファー

經濟部 . “經濟部工業局 110 年度專案計劃期末執行成果報告（人才循環交流推動計劃）”, February 2025 accessed, 
https://www.talentcirculationalliance.org/uploads/30b92756-5b83-489a-b3c8-cfe08b62f9f1.pdf
台灣半導體產業協會 . “台灣半導體人才供需吃緊 人才供給應與產業發展需要接軌”. 台灣半導體產業協會 2023 年刊 , October 2023,
http://ebook.greenpublishers.com/ebook/tsia/106/html5/index.html
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を提示することで、博士進学のインセンティブが少なくなっている。（成功大学）

◦　企業が提示するオファーが博士と修士で大きな差がないこともある。企業も人材不足のため、学生の

早期入社を促したい意向がある。しかし実際には入社 3 ～ 4 年目以降の上昇率が大きく変わるのだが、

学生は認知していないか、重要視しておらず、博士に進学せず就職してしまう。（TIARA）

◦　企業は優秀な人材獲得のために高い収入を誘引としている。修士相当と同じ年収を提示することで卒

業後すぐの就職を促すこともある。（高雄科技大学）

少子高齢化における大局的な需給ギャップの拡大が避けられない中で、ギャップ解消には大きく「需要を

減らす」「供給を増やす」の 2 つの方向性がある。人材需要を減らすには生産の自動化や省力化などが考え

られるが、産業全体が成長していく中ではその効果は限定的と考えられる。従って企業にとっての課題は「既

存の人材プールにおける質量両面での必要な人材確保」であり、企業の優秀な人材の獲得・慰留競争はさら

に激しくなるとみられる。そのため、供給サイドの人材プール拡大は必至の課題となるが、少子化が進む台

湾で人口自体を増やすことは非現実的であるため、半導体人材プールの拡大が主要な方向性となる。上述の

成功大学のヒアリングコメントでは修士の入試倍率が 10 倍を超えており、「現状の教育機関の受け皿が小さ

く、進学希望者を受け入れ切れていない」潜在的な課題が存在する可能性が考えられる。半導体人材プール

拡大においては上述のように高度人材、特に博士人材の増加も求められ「博士課程進学のインセンティブ増

加」も課題である。また、現在の台湾の人材育成スタイルは、半導体関連分野で学位を取得した学生や経験

者など、既に一定の専門性を有する人材を採用することが主流になっている。そのため対象を他分野（非半

導体専門分野の理系や文系等）人材に拡大し「他分野人材を対象とした新たな育成モデルの構築」も課題の

ひとつであるだろう。対象の拡大においては、台湾域内で完結させず「海外人材の育成、採用の強化」も取

り組むべき課題である。その他ヒアリングでは、半導体人材プール拡大のためには高校等の初中等教育段階

で半導体を知り、興味を持つ機会を増やす「初中等教育における半導体啓発の創出」も取り組むべき課題と

してその必要性は多く指摘されていた。これらの課題に対し、台湾当局や企業、大学等が具体的にどのよう

な解決策を講じ、人材を育成しているかは、次章以降で詳しく扱うこととする。
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4 台湾の半導体人材育成システム及び戦略

本章では、台湾の半導体人材育成エコシステムの全体像及びその戦略を明らかにする。台湾当局、産業界

（企業）、学院（大学）それぞれのステークホルダーについて、ケーススタディを通じて半導体人材育成施策

や具体的な取り組み、将来の方針等を明らかにする。なお、調査は事前のデスクトップ調査と台湾当局、産

業界、学院それぞれの関係者へのヒアリングを実施した。ヒアリング対象は表 1-1 のとおりである。

4.1 台湾の半導体人材育成システム

台湾の半導体人材育成は、図 4-1 が示す通り、産・官・学の三者が密接に連携し相互にリソースを提供し

あうことで推進されている。

大学等は教育、研究活動を通じて人材を育成し、企業はその過程において様々な産学連携プログラムを通

じて資金や設備、講師などのリソースを提供し、大学の人材育成を支援する。高度人材の育成を担う「台成

清交」などの「研究型大学」のトップ校では、企業との共同研究において研究を行う人材と研究ノウハウを

提供し、その成果は企業に還元される。また在学時点から最先端の研究開発環境に身を置いていた人材は、

卒業後就職や起業を通じて産業界の中核人材となっていく。現場人材を育成する「実践型大学」では、企業

の寄付等により整備された設備環境で実践的な実習を行い、即戦力となる人材を育成し企業に輩出する。ま

た、台湾における産学連携での半導体人材育成は、教育や育成だけでなく、育成した人材の企業への橋渡し

においても重要な役割を担っている。企業インターンシップや産学共同研究プログラム、企業が大学に提供

する半導体科目等は、直接的または間接的に企業の採用活動にも関連しており、企業にとっても優秀な学生

と早期に接点を持つ機会として活用されている側面もある。

台湾当局は、制度整備や補助金等を通じて産学連携の支援を行っている他、国家科学及技術委員会（国科

会）傘下の半導体研究センター（TSRI）は、単一の大学や企業では整備の難しい研究インフラの提供も行っ

ている。国科会は博士を始めとする高度人材の育成により「人材の質」の向上を担い、教育部は非博士層に

ついて「人材の量」の拡大を推進している。
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4 台湾の半導体人材育成εスτϞ及びકྲྀ545
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提供し、ͨの成果は企業にؒݫされる。またࡑ学࣎点から最先端の研究ڧにਐをいていたਕࡒは、557
ଖ業ޛम৮やً業を通じて産業界の֫ਕࡒとなっていく。ݳ場ਕࡒをү成する「実ભܗ大学」では、企業558
のر付にΓりඍされたઅඍڧで実ભదな実सを行い、ଊકྙとなるਕࡒをү成し企業にഒ出する。ま559
た、台湾における産学連携でのൔରਕࡒү成は、گүやү成ͫけでなく、ү成したਕࡒの企業へのోڰし560
において॑要なༀׄを୴っている。企業ϱνʖϱεップや産学共同研究プϫήϧϞ、企業が大学に提供561
するൔର科は、ંదまたは間ંదに企業の採༽動に関連しており、企業にとって༑ऴな学ਫ਼562
とغにં点をͯ࣍機会として༽されているଈ͍る。563
台湾ۃは、度ඍや補助金を通じて産学連携の支ԋを行っているଠ、国家科学及技術委員会（国科564

会）ࢁԾのൔର研究ιϱνʖ（TSRI）は、ୱҲの大学や企業ではඍのೋしい研究ϱϓϧの提供行っ565
ている。国科会はദ࢞を࢟めとする߶度ਕࡒのү成にΓり「ਕࡒの࣯」の上を୴い、گү部はඉദ࢞に566
ͯいて「ਕࡒのྖ」の֨大を推進している。567
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このような産官学が密接に連携した人材育成エコシステムの確立に至るには、第 2 章 2 節で述べたように

台湾が 1970 年代から、当局主導での半導体技術や企業育成モデルを採用してきた背景がある。当局の資金

援助を受け、米国留学経験者が中心となって、当局傘下の研究機関である工業技術研究院（ITRI）から複

数のスタートアップ企業がスピンオフした。こうして台湾の半導体産業は、その黎明期から学術研究機関と

企業が密接に連携して研究開発を行う基盤と、人材や技術が産業界とアカデミアの垣根を越えて行き交う流

れが形成されてきた。半導体産業が研究開発のニーズを提示し、学術研究機関がその成果を提供する「企業

が問を出し、アカデミアが答える」産学連携スタイルと、当局による積極的な産学連携支援により、現在の

台湾における半導体人材育成エコシステムは形成されていったのである。

4.2 台湾当局の半導体人材育成施策

台湾では、少子高齢化の進行に加え、近年の国際的な人材獲得競争の激化により、半導体分野を含む人材

の確保は極めて重要な課題である。行政院（台湾の最高行政機関で日本の内閣に相当）はこの問題への対応

として「人材への投資」を重要施策の一つに掲げ、傘下の国家発展委員会（国発会）に対し、2020 年に重

要人材の育成・招致戦略策定を指示した。これを受けて翌年国発会が策定したのが、「台湾デジタル人材の

育成」、「国際的な高度人材の招致」、「バイリンガル能力の深化」の三大戦略による「重要人材育成・招致プ

ラン（關鍵人才培育及延攬方案）49」である。

2024 年には「重要人材育成・招致プラン」の継続施策として、国発会は経済部、教育部、労働部、デジ

タル発展部、内政部、国科会、僑務委員会（海外在住の台湾出身者に関する業務を管轄する委員会）などの

関係機関と連携し、2024 年から 2027 年を実施期間とする「国家人材競争力躍進プラン（國家人才競爭力躍

升方案）50」を策定した。本プランで対象とする人材は、特に世界的な産業の高度化・転換に対応できる人

材であり、半導体も重要な産業として位置づけられている。本計画では人材育成及び獲得に関する施策を「台

湾の将来を担う人材競争力の強化」と「国際的な重要人材の招致・定着の強化」という二つの軸で展開し、

それぞれ台湾内の雇用の促進、国際人材の招致、人材供給の拡大という目標達成に向けた複数の戦略が含ま

れている。

1 つ目の主軸である「台湾の将来を担う人材競争力の強化」では、台湾人材の育成を中心とし、教育部と

国科会を主な担当機関とする。教育部は、教育制度の調整及び施策推進を通じて、産業界が求める人材の育

成を支援する役割を担っており、その取り組みには大学の STEM 分野の入学定員の拡大や 2020 年代以降に

実施してきた「六大核心戦略産業 51」の向けの地域産業人材及び技術育成拠点の設立、さらには大学におけ

る「国家重点領域研究学院」設置により、産業界のリソースと大学の研究能力の結合による人材育成が含ま

れる。国科会は、傘下の TSRI などの研究機関を通じて、修士・博士レベルの即戦力となる人材の育成を推

國家發展委員會 . “關鍵人才培育及延攬方案 (110-113 年 ) 核定本”, July 2023, 
https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvMC8xNDQxNC9kMDA5MjA3Y
S00OGQ4LTRhYmYtODkzMC0wOTU0ZTYyMDcxNTkucGRm&n=44CM6Zec6Y215Lq65omN5Z%2b56IKy5Y%2bK5bu25pSs5p
a55qGIKDExMC0xMTPlubQp44CN5qC45a6a5pysKDExMi4wNy4xOeS%2fruatoykucGRm&icon=.pdf
國家發展委員會 . “國家人才競爭力躍升方案 (2024-2027 年 ) 核定本”, September 2024,  
https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvMC8xNTkxNS9mNzliNjkxZS03
NzZlLTQ4OTMtOGI0MS0xYmY1YzJkNzliODgucGRm&n=44CM5ZyL5a625Lq65omN56u254it5Yqb6LqN5Y2H5pa55qGIKDIwM
jQtMjAyN%2bW5tCnjgI0o5qC45a6a5pysKS5wZGY%3d&icon=.pdf
2020 年蔡英文前総統が推進した６つの重点産業で、情報デジタル、情報セキュリティ、プレシジョンヘルスケア、グリーンエネ
ルギーと再生エネルギー、防衛、民生が指定されている

49

50

51
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進するとともに、「産業高度人材育成プログラム（產業高階人才培訓計畫）」において、博士レベルの優秀な

人材の産業界への参入を促進する役割を担っている。

2 つ目の主軸である「国際的な重要人材の招致・定着の強化」に関する戦略では、国発会、教育部、国科

会などが連携し、台湾内外での採用活動を推進している。具体的には、グローバルなスタートアップチーム

の募集や多国籍企業の海外研究開発人材の誘致など半導体産業を含む重要産業に必要な海外の人材を獲得

し、人材導入のプラットフォームを構築するとともに、生活コストの低減を目的とした支援策や法改正の提

案を行い、総合的な国際人材誘致戦略の充実を図ることを目指している。

「国家人材競争力躍進プラン」において、台湾の半導体人材育成施策の主要な担当機関は教育部と国科会

である。以下に、両機関が実施する代表的な半導体人材育成戦略について説明する。

4.2.1 教育部

教育部の主要な半導体人材育成施策には、研究型大学、実践型大学、高校を対象としたものがある。教育

部の主な役割は非博士を中心とした「人材の量」の拡大であるため、すそ野の広い施策を展開しており、ま

たいずれも産業界のニーズに即した人材育成を行うため、産学連携が採用されている点が特徴である。研究

型大学に対しては、産学が密接に連携して運営される大学院であるいわゆる「半導体学院」設立に向けた法

整備を行い、実践型大学へは、「地域産業人材育成及び技術育成拠点整備プログラム」の推進により実習用

の設備等環境整備を支援した。また、半導体人材育成の基盤をより一層強化し、半導体人材エコシステムを

台湾の教育システムに深く根付かせるため、高校生向けの半導体カリキュラムも開始した。

(1)「半導体学院」の設立

教育部は 2020 年「国家重要領域産学連携及び人材育成創新条例（國家重點領域產學合作及人才培育創新

條例、以下、産学創新条例）52」の草案を提出し、2021 年 5 月に立法院で可決された。本条例により、一定

の基準を満たした国立大学は教育部に対し、半導体、人工知能、スマート製造、サーキュラーエコノミー、

金融、政治経済、国際コミュニケーションの 7 つの重要領域に関する「国家重点領域研究学院」の設立申請

を行うことが可能となった 53。国家重点領域研究学院は、修士・博士課程を提供する大学院であり、資金や

教員、研究プログラムなど産業界の研究開発リソースを体系的に大学の教育・研究システムへ統合し、強力

な産学連携による人材育成が可能となっている。国家重点領域研究学院は、より効果的な産学連携のために、

組織、人事、財務、設備資産、人材育成、調達等に関する規制緩和により、通常の大学院と比較し柔軟な運

営が可能となっている。主な違いとしては、半導体学院は財務が大学から独立し、50% 以上が企業の出捐金、

残りを当局（国家発展基金）からの助成金で構成された独自予算により運営されている。そのほか、教員に

産業界の専門家あるいは学内の他学部からの招聘が可能、カリキュラムや単位・卒業要件等を独自に設定で

きる、研究開発成果を大学に還元するため、その研究成果による収益の 10％以上を国立大学に提供し、教

全國法規資料庫 . “國家重點領域產學合作及人才培育創新條例”,May 2021, 
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0030066
教育部 . “國家重點領域、國立大學申請條件及合作企業條件”. 教育部全球資訊網 , September 2023, 
https://ws.moe.edu.tw/Download.ashx?u=C099358C81D4876CE33C455F1B761E1E9C1B1C9D4C5C3D01491A998D796A0DB82E
A059C55BE928BD5DA41C77260C40A4A6D91480970DDB3F0AF67FCA905726D910130AF8636B0F6A44AF853924C4AE8A&n=
F892C0EF83C086C2D3B6F0AE98CAEB114BFB43D0A2E7E57E2D75BDADDBE03E104F5000253A79DE2E73C9D365CBF84C5A
F9A724C68AFC97A32B44E5A55C994FD4E232310CAB7A60674EC2BD34E7ECE7B44E69E86850985FDE006068D4E5ED2017&ic
on=..pdf

52

53
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育の改善や設備の充実、その他大学の発展のために使用するなど独自の規定がある。

現在、教育部が認可している 12 の国家重点領域研究学院のうち、半導体を研究分野とするいわゆる「半

導体学院」は 7 校あり、表 4-1 のとおりである 54。

表 4-1　半導体に関する国家重点領域研究学院（半導体学院）リスト

大学 研究学院

国立台湾大学 重点科技研究学院

国立清華大学 半導体研究学院

国立陽明交通大学 産学創新研究学院

国立成功大学 智慧半導体及永続製造学院

国立中山大学 半導体及重点科技研究学院

国立台湾科技大学 産学創新学院

国立台北科技大学 創新前瞻科技研究学院

出典：脚注 54より

上記の半導体学院 7 校を含む国家重点領域研究学院 12 校は、2023 年度に TSMC、MediaTek、UMC、

Realtek、PSMC、ASE 等の台湾を代表する半導体企業を含む 140 社の協業企業から、総額 11 億台湾ドル以

上の資金提供と、国家発展基金から約 10 億台湾ドルの助成を受けた。

また、これらの半導体学院は一定割合以上の講義を英語で実施するように定められており、海外交流の促

進、ダブルディグリー制度の準備、英語講義の比率の増加等を通じて学院の国際化を進めている。これは外

国人人材の受け皿を増やし、国発会の「国家人才競争力躍進プラン」の第二軸である「国際的な重要人材の

招致・定着の強化」に沿った施策となっている。

(2)地域産業人材育成及び技術育成拠点整備プログラム

教育部は現場人材育成を担う実践型大学向けに「地域産業人材育成及び技術育成拠点整備プログラム（建

置區域產業人才及技術培育基地計畫 55）」を策定した。本プログラムでは、教育部が人材育成拠点となる実

習施設の設置に必要な資金を助成し、大学における実践的な学習環境の充実を図るとともに、地域産業との

連携を強化した人材と産業のマッチングを促進することを目的としている。

2017 ～ 2021 年にかけて産業における人材のニーズに注目し、教育部は「技術系大学実践環境強化プログ

ラム（優化技職校院實作環境計畫）56」によって、現場の即戦力となる人材を育成する技術専門校に対し、

産業の実践環境に基づいた生産ライン型の教育施設を整備するための助成を行った。この施策が効果を上げ

たことから、教育部は後続計画として、2022 年より「地域産業人材育成及び技術育成拠点整備プログラム（建

置區域產業人才及技術培育基地計畫）」を推進し、「六大核心戦略産業」や地元の産業クラスタのニーズに合

教育部 . “產學合作共培未來人才—區域人才培育基地及重點領域研究學院辦理情形“. 行政院 , February 2024, 
https://www.ey.gov.tw/File/935E1D99EBAC14E?A=C
教育部技術及職業教育司 . “建置區域產業人才及技術培育基地計畫“, May 2024, 
https://depart.moe.edu.tw/ed2300/News_Content.aspx?n=3E8E4F90CE38C77B&sms=0458C794DB622AAE&s=ED3A13BA6998
9A12
教育部技術及職業教育司 . “教育部優化技職校院實作環境計畫辦理情形“, November 2020, 
https://depart.moe.edu.tw/ed2300/News_Content.aspx?n=5D06F8190A65710E&s=6E3C91314E5DDD2C
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わせた「地域産業人材育成及び技術育成拠点」の整備を支援し、20 か所の設置を目指している。半導体産

業に関連する育成拠点助成計画は以下の表のとおりである。

表 4-2　「技術系大学実践環境強化プログラム」「地域産業人材育成及び技術育成拠点設置プログラム」における半
導体関連計画

大学 助成計画

国立高雄科技大学
半導体パッケージング・テスト現場環境人材計画

半導体製造装置技術人材育成拠点

明新科技大学

半導体パッケージング・テスト実務人材
―半導体パッケージング・テストラインの設置

半導体産業装置運用及びテスト人材育成拠点

龍華科技大学
3Dデジタル回路基盤設計とスマート製造ラインの工場導入

高速伝送インターフェースアッセンブリ設計及びテスト人材、技術育成拠点

出典：脚注 55、57より

国立高雄科技大学の「半導体パッケージング・テスト環境人材育成計画」を例とすると、同大学は教育部

の助成を利用して、後工程企業である ASE との産学提携により、実務能力の育成カリキュラムの開発と、

トレーニング拠点の建設を通じて、台湾南部地域における半導体後工程（パッケージング・テスト）分野の

専門人材を育成し、地元の半導体産業の技術力向上を図っている。

(3)高校生向け半導体カリキュラム

教育部国民及学前教育署は 2022 年に、過去に独自に設計した半導体コースを開講した経験を持つ高雄市

立三民高校などの高校教員を招き、高校生向けの半導体カリキュラムを共同で開発した。この取り組みは、

台湾の高校生の STEM 分野や半導体関連学科に対する興味を高め、半導体人材育成の基盤をより一層強固

にすることを目的としている。

カリキュラムは、電気科学、半導体原理、回路設計、半導体製造プロセス、半導体応用、社会的側面の 6

分野で構成され、理科的な内容だけでなく、日常生活における半導体の応用や産業サプライチェーンなど社

会的な側面も含み、教師が自身の専攻や学校の特性に応じて、6 分野から選択、組合せることができるよう

設計されている。内容は、日常生活における半導体の応用や学生が習得済みの基礎的な物理化学の知識から

始まり、自然科学の知識だけでなく半導体産業の発展やグローバルな潮流といった社会的な内容にも対応し

ており、物理に限らず、他の理科系科目や社会科等幅広い専門の教師が授業を担当できるようになってい

る 57。

教育部 . “教育部研發「高中半導體課程」培力未來科技人才”. 教育部全球資訊網 , June 2023, 
https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=2184A8B9E50A7ED4

57
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出典：脚注 57より

図 4-2　高校生向け半導体カリキュラムの構成

高校の半導体カリキュラムは、2023 年に試験的に開始され、翌年正式に実施される運びとなった。この

カリキュラム実施に 97 校の応募があり、うち 36 校が審査を通過し、2024 年 8 月から授業を開始している。

4.2.2 国家科学及技術委員会

国家科学及技術委員会（国科会）の半導体人材育成戦略は特に博士人材の育成を重点に推進し、研究開発

環境とリソースの提供を通じた人材の質と能力の向上を中核に、台湾最先端技術ブレイクスルーの促進を目

指している。特に国科会傘下の国家実験研究院を構成する研究センターのひとつである ｢台湾半導体研究セ

ンター（TSRI）｣ は重要な存在であり、大学に対して様々な研究設備及びリソースを提供し、半導体分野の

人材を含む様々な技術的人材の育成を支援している。

(1)台湾半導体研究センター（TSRI）

台湾は 1988 年に台湾初の行政による半導体実験室「国立ナノデバイス実験室（國家奈米元件實驗室）」を

設立、1992 年にはクラス 10 のクリーンルームが稼働し、産学向けのコンポーネント研究サービスを提供し

た。翌年には「チップ設計製造センター（晶片設計製作中心）」が新竹サイエンスパークに開設、1997 年に「国

立チップシステム設計センター」に改称された後、2011 年にはアカデミアに対して TSMC の 40nm プロセ

スのチップ生産サービスを提供、台湾のアカデミア向け生産ライン投資の早期の代表例となった。

2019 年、「国立チップシステム設計センター」と「国立ナノデバイス実験室」は、両機関がこれまでに構

築してきたチップ設計と半導体生産の強みをベースに統合され「台湾半導体研究センター（台灣半導體研究

中心 , Taiwan Semiconductor Research Institute, 以下、TSRI）」が設立された。この研究センターは、半

導体技術分野のサービス提供者として位置付けられ、IC 設計、チップ試作製造、半導体デバイスプロセス

研究を統合した技術研究開発センターである 58。TSRIは新竹サイエンスパーク内に立地しているが、2020年、

南部サイエンスパークとアカデミアの連携促進のため、「国研院台湾半導体研究センター台南基地」を台南
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台灣半導體研究中心 . “大事記要”, February 2025 accessed, https://www.tsri.org.tw/tw/commonPage.jsp?kindId=A000258
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市の国立成功大学力行キャンパス内に開設した 59。

TSRI は大学と共同で研究を行い、即戦力となる研究開発人材育成を使命として、学術機関や産業界、そ

の他の研究機関へ世界水準の半導体整合を実現するための先端研究環境を提供することで、台湾半導体産業

における研究能力の向上を支援している。TSRI は、IC 設計、半導体製造、パッケージング・テスト、シス

テム統合など、半導体に関する総合的な検証設備やサービスを提供している。これらの統合された検証設備

や環境を単一の学校や企業が持つことは難しく、この総合性が TSRI の強みである。このサービスプラット

フォーム提供を通じて、台湾の学術機関や企業等に対する研究設備やサービスなどリソースの共有、技術開

発と検証時間の短縮、総合的な高度人材育成を目指している 60。

(2)チップ駆動型台湾産業創新方案

「チップ駆動型台湾産業創新方案（晶片驅動臺灣產業創新方案、以下晶創台湾方案）61」は、台湾半導体産

業の世界的な優位性を維持・強化し、将来の技術的課題に対応していくために、2023 年 11 月に行政院によっ

て承認された部門横断の技術発展計画である。晶創台湾方案は同時に国科会の最新半導体発展計画として、

これまでの人材育成計画の内容を一部継承、発展させた内容になっている。また、各機関のリソースを統括

するため、計画全体の推進機関として「晶創台湾推進オフィス」を設立、国科会が管轄、運営している 62。

本計画は、今後 10 年間で 3,000 億台湾ドル（約 1 兆 4,000 万円）の予算を投じ、台湾の半導体製造の優位

性及び生成 AI 技術の統合によるあらゆる産業の革新とアップデートを推進することを掲げており、また、

半導体人材育成もその中核戦略の一つとして位置付けられている。計画は「生成 AI+ チップによる産業全

体のイノベーション促進」、「台湾の育成環境を強化し、世界の研究開発人材を誘致」、「産業イノベーション

に必要な異種統合及び先進技術の加速」、「アジアのシリコンバレーの強みを活かし国際的なスタートアップ

と投資を台湾に誘致」という 4 戦略で構成されている 63。

戦略一の「生成 AI+ チップによる産業全体のイノベーション促進」は、台湾内外のイノベーティブな企

業や学術機関による、半導体チップと生成 AI 技術を活用した各産業の革新的なソリューション開発を支援

する。市民の生活における最終的な応用を目標に、各産業分野の知見と生成 AI を原動力に、食・医・住・

交通・教育・娯楽・工業の各産業の発展を促進することを目的としている。

戦略二の「台湾の育成環境を強化し、世界の研究開発人材を誘致」では、学術研究のインフラや教材をアッ

プグレードし、台湾を世界トップクラスのチップ設計訓練拠点とした IC 設計の人材育成が目標となってい

る。さらに、海外拠点の設置と「晶創特別招聘専門家チーム」を組織し、産学連携や海外の IC 設計人材を

積極的に招聘・採用する等して、国際的な人材獲得を強化する。

戦略三の「産業イノベーションに必要な異種統合及び先進技術の加速」は、EDA ツールを始めとした半

導体設計ツール開発における重要技術の開発支援を通じて、先進的なチップ設計能力を強化し、異種統合設

國立成功大學 . “國研院台灣半導體研究中心臺南基地啟用”, December 2020, 
https://web.ncku.edu.tw/p/404-1000-216230.php?Lang=zh-tw
台灣半導體研究中心 . “Integration Transcends Limitation”, February 2025 accessed 
https://www.tsri.org.tw/tw/introduction/html5/?pn=1
國家科學及技術委員會 .” 晶創臺灣方案—奠基臺灣未來 10 年科技國力”. 行政院 , November 2023, 
https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/6dd41826-ed84-4b92-9f51-e6ebeb8621f8
國家科學及技術委員會 . ”晶創臺灣推動辦公室揭牌 打造臺灣下一世代的科技國力”, May 2024, 
https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/detail/e033cccb-6b1d-4823-8678-c2df60e26c42?l=CH&utm_source=rss
國家科學及技術委員會 . “晶片驅動臺灣產業創新方案”. 行政院 , November 2023, 
https://www.ey.gov.tw/File/7DECCA3605FE7EF5?A=C
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61

62

63



36

JST アジア・太平洋総合研究センター　 APRC-FY2024-RR-03

調査報告書　 台湾における半導体人材育成施策と実態

計（ロジックやメモリ等異なる種類のチップを統合してひとつのパッケージする設計）を加速させ、先端プ

ロセスや半導体設計のさらなる技術革新を目的としたものである。

戦略四の「アジアのシリコンバレーの強みを活かし国際的なスタートアップと投資を台湾に誘致」は、国

際的な半導体スタートアップと資本を結び付け、その応用に民間投資を誘導する戦略である。台湾が持つ完

成された半導体産業エコシステムを活用し、アイデアのスムーズな実現を支援することで、半導体スタート

アップ企業を台湾に誘致する。これにより台湾の世界最大の半導体スタートアップクラスターとしての知名

度を確立し、国際的な投資機関の半導体スタートアップへの投資促進を目指している。

半導体人材育成においては、半導体人材育成と産業発展のための産学共同研究を行う研究空間の提供等が

挙げられている。具体的にはアカデミアを対象とした 7nm の最先端チップの設計・製造サービスや、次世

代設計演算用の独自クラウドサービスの提供、半導体学院の基礎研究や教育のための施設の整備・運営、海

外に半導体実践訓練環境を構築しグローバルな人材ネットワーク拡大など、台湾の半導体 IC 設計産業を支

援する施策の展開が計画されている。現在推進中の施策例として、国科会が経済部と共同で推進している

「チップ駆動 - 重要チップと異種統合技術研究開発及び産業発展計画」がある。これは、2024 年から 5 年間

で 30 億台湾ドルの予算を投じ、AI や各種先進技術に対応した高性能チップの設計・制作関連技術の発展を

支援するもので、2025 年には高い計算能力、省エネ性、効率性を持つデバイスの開発、設計を行う 16 プロ

ジェクトの推進を通じて先進技術と高度研究開発人材を育成する。また晶創台湾方案は半導体チップだけで

なく AI 等への応用分野にも焦点が当てられており、「新世代高速演算ホストと AI 評価環境構築計画」では、

半導体設計シミュレーションやビッグデータ分析等への活用を見据え、新世代高速演算ホスト（スーパーコ

ンピューター）構築に取り組んでいる 64。

(3)産業高度人材育成計画

国科会は行政院が提出した「将来を見据えた基礎建設特別条例（前瞻基礎建設特別條例）」に基づき、「産

業高度人材育成計画（產業高階人才培訓計畫）」を策定した。この計画は、台湾の博士人材が大学教職やポ

スドク研究員など、アカデミアに集中している現状に対処するため、大学や研究機関を研修の場として 1 年

間の在職実務トレーニングと半年以上の企業インターンシップを提供するものである。さらに、企業の博士

号取得者の採用奨励施策を通じて、産業界における博士人材の活用、研究開発能力の向上を促進している。

2023 年から 2024 年の間、TSRI は研修機関として本計画に参加し、「科学研究の産業化」を研究テーマと

して、半導体技術や職業技能のニーズ動向に対応した実行計画を策定した 65。

表 4-3 TSRI「重要産業高度人材育成計画」実行戦略
計画の名称 実行戦略の概要

科学研究の産業化 科学研究の産業移転専門チームを構築し、重点産業の特許整備と技術の付加価値促進
を支援。産業技術のニーズを探り、研究成果の産業化と人材マッチングを推進。重点
産業の高度人材を育成し、産学協同の育成モデルで博士人材に付加価値の高い訓練を
提供。国際産学連盟を活用し、大学間の産学連携リソースを連結。

國家科學及技術委員會 . ”關葛如鈞立法委員國會辦公室請本會提供「晶片驅動臺灣產業創新方案」之計畫清單及 114 年度經費規劃
資料一案”. 立法院議事暨公報資訊網 , 
https://ppg.ly.gov.tw/ppg/SittingAttachment/download/2024100476/0251022271900104002.pdf
國家科學及技術委員會 . “重點產業高階人才培訓計畫 ( 核定版 )”. 行政院 , August 2022, 
https://www.ey.gov.tw/File/74BC5D6F0392046C
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次世代半導体技術開発及び人材育成 ロジックとメモリの集積化、トランジスタの密度と性能の強化、2次元材料のプロセ
ス装置開発における人材育成

出典：脚注 65より

(4)産学大連盟

国科会と経済部は、2012 年以来「先端技術産学連携計画（前瞻技術產學合作計畫、通称産学大連盟）」を

推進している。この計画は、企業が研究課題を提案し、学術機関と連携して共同研究を実施する「企業が問

を出し、アカデミアが問を解く（業界出題、学界解題）」形式を採っており、「国家科学及技術委員会補助先

端技術産学連携計画作業要点」「経済部補助先端技術産学連携計画作業要点」に基づき実施される。共同研

究計画が国科会の審査を通過した場合、国科会及び経済部からの助成を受けることができ、国科会は学術機

関へ、経済部は企業への助成を最大 3 年間支給する。また、企業は学術機関に対して経済部からの助成額と

同額以上の資金提供が義務付けられている 66。産学大連盟はこれまでに、TSMC や MediaTek をはじめと

する台湾のトップ企業が参画し、台湾大学、陽明交通大学、清華大学などの名門大学と連携して共同研究を

進めている 67。
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活用し、大学間の産学連携リソースを連結。

次世代半導体技術開発及び人材育成 ロジックとメモリの集積化、トランジスタの密度と性能の強化、2次元

材料のプロセス装置開発における人材育成

出典：脚注66より767
768

(4) 産学大連盟769
国科会と経済部は、2012年以来「先端技術産学連携計画（前瞻技術產學合作計畫、通称産学大連盟）」を推770

進している。この計画は、企業が研究課題を提案し、学術機関と連携して共同研究を実施する「企業が問を771
出し、アカデミアが問を解く（業界出題、学界解題）」形式を採っており、「国家科学及技術委員会補助先端772
技術産学連携計画作業要点」「経済部補助先端技術産学連携計画作業要点」に基づき実施される。共同研究計773
画が国科会の審査を通過した場合、国科会及び経済部からの助成を受けることができ、国科会は学術機関へ、774
経済部は企業への助成を最大3年間支給する。また、企業は学術機関に対して経済部からの助成額と同額以上775
の資金提供が義務付けられている66。産学大連盟はこれまでに、TSMCやMediaTekをはじめとする台湾のト776
ップ企業が参画し、台湾大学、陽明交通大学、清華大学などの名門大学と連携して共同研究を進めている67。777

778

図 4-3 産学大連盟の産学共同研究プロジェクト経費の内訳779
出典：脚注67より780

表 4-4 産学大連盟の半導体関連プロジェクト781

企業 大学 研究内容

TSMC
台湾大学

7-5nm半導体技術

スーパー3nm先端半導体技術

清華大学 演算技術とチップ

MediaTek、
TSMCなど

陽明交通大学 未來社会(2025-2030)省エネ半導体技術

出典：脚注68より782

66 吳清源. “前瞻技術產學合作計畫推動情形及檢討”. 科技部108年度科技行政自行研究報告, 
http://www.nstc.gov.tw/nstc/attachments/f4d3f715-3b64-4fc3-b6ff-fc814a9f68aa
67 國家科學及技術委員會. “個案成果”. 產學合作計劃資訊平台, February 2025 accessed, https://aic.cpc.tw/aicweb/Web/Result.aspx

大学への寄付
研究経費として
大学が使用

国科会補助金

連携企業からの出資
4,000万NTD/年以上かつ経費総額の50％以上

企業経費
企業が独自
で使用

経済部
補助金

企業出資額の40%以上 企業経費と同額以下
出典：脚注 66より

図 4-3　産学大連盟の産学共同研究プロジェクト経費の内訳

表 4-4　産学大連盟の半導体関連プロジェクト
企業 大学 研究内容

TSMC
台湾大学

7-5nm半導体技術

スーパー 3nm先端半導体技術

清華大学 演算技術とチップ

MediaTek、TSMCなど 陽明交通大学 未來社会（2025-2030）省エネ半導体技術

出典：脚注 67より

吳清源 . “前瞻技術產學合作計畫推動情形及檢討”. 科技部 108 年度科技行政自行研究報告 , 
http://www.nstc.gov.tw/nstc/attachments/f4d3f715-3b64-4fc3-b6ff-fc814a9f68aa
國家科學及技術委員會 . “個案成果”. 產學合作計劃資訊平台 , February 2025 accessed, 
https://aic.cpc.tw/aicweb/Web/Result.aspx

66

67
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4.2.3 台湾当局へのヒアリング結果

台湾当局の人材育成施策の取り組み状況や当局の主要な役割を把握するために、当局関連研究機関、地方

自治体教育局、及び高雄市三民高校にヒアリングを実施した。

当局関連研究機関関係者によると、当局は人材育成及び革新的な技術の開発に焦点を当て、各人材育成施

策を策定、推進することで、台湾人材の産学間の経験のギャップを縮小し、関連技術の推進を加速させている。

特に TSRI を始めとする当局の研究センターは大学と連携し、共同カリキュラムの開設や大学院生の共同指

導を行うなどの直接的な方法でも学術的な提携を行っている。さらに、産業界のニーズをアカデミアに橋渡

しする役割を担い、学術研究上のアドバイスや、産学間の技術統合のプラットフォームとしての役割も担っ

ている。これらの研究センターの中でも、国科会は台湾の半導体産業の発展を加速させるために TSRI を通

じて、台湾のアカデミア及び企業等に対し、研究に必要なインフラや関連サービスを提供している。TSRI

も半導体教育プログラムを提供しているが、大学や企業が提供する類似のプログラムと異なる点として、

TSRI が持つ最先端の製造設備や設計、検証環境を活かし、チップの設計から検証までの一連のプロセスの

実践練習ができることがある。したがって、大学教授が行う基礎理論講座と実践講座の相互補完が最大の強

みである。また、TSRI と類似する研究機関に経済部傘下の ITRI（工業研究院）があり、いずれもアカデミア、

産業界双方に対して半導体チップの検証環境を提供しているが、その主対象と内容には違いがある。ITRI

は産業界が主な役務提供対象で、既に製品として構成されたチップの歩留まり等の検証ニーズに対応してお

り、その検証内容はある程度一定であるのに対し、TSRI は大学の研究成果に係る測定が主な役割で、検証

内容の柔軟性が高い。

地方当局による半導体人材育成の取り組み状況は地域により異なるが、ある地方当局教育局へのヒアリン

グよると、先進的な自治体では産学連携による小中学生向けの 1 日完結型半導体プログラム等の取り組みが

あるという。地方当局の主要な役割として、地域の学校と企業との産学連携参画の促進や市民への PR が挙

げられた。特に小中学生は、中央当局による育成施策があまり行われていないターゲットであり、より早期

に半導体産業に触れるきっかけづくりと、興味関心の想起により、潜在的な人材プールの拡大を狙う。

高雄市立三民高校へは、高校生向け半導体カリキュラム設計へ参画した高校として、その狙い等をヒアリ

ングした。三民高校は 2021 年に高校 1 年生向けの授業を独自に開始しており、高校生向け半導体カリキュ

ラムでは、この授業を 6 つの要素に分解し、内容を肉付けしながら現在の 6 コースに整理していった。実際

のカリキュラム設計の過程においては、基本的に三民高校を始めとする高校教員によるグループが主体的に

推進し、教育部の関与は限定的であったという。台湾の高校への展開に際しては実施校の審査が行われたが、

その選定も高校教員によるグループが実施し、当局の役割としては、各学校への申請呼びかけや、実施校へ

の授業経費の助成等が主なものである。

カリキュラム設計では半導体の技術や専門的知識の習得ではなく、学生の視野を広げ、半導体産業への興

味を引き出し、論理的思考や問題解決能力を養うことに重点を置かれている。従って、授業は中学校までの

理科知識から出発し、異なるチップによるスピーカーの聞こえ方の違いなど、日常生活に関連するトピック

から出発するなどの工夫がなされている。なお、このカリキュラムは選択科目の一環である「多元選科」で

実施され、三民高校では、台北など他地域の高校もオンラインで参加し、オンライン・オフライン混合での

グループワーク等を実施している。

また、高校生向け半導体カリキュラムは、高校生の半導体産業への興味想起の他に、もう一つの目的とし

て教員の授業計画力向上の狙いもある。カリキュラムは自由度高く設計されており、各実施校は 6 つのコー

スから各学校の事情に合わせ必要なコースを選択できるだけでなく、事前に作成された教材は簡単なスライ
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ドのみで、教科書などはなく、各教員が独自に内容を付け加えることを前提としている。その理由として、

半導体に関連する分野は多岐に渡り、教員が全てを網羅的に教えることは難しいことがある。よって各教員

の専門分野を活かした授業を行うため、画一的な授業内容は作らずあえて自由度の高い設計を採用した。教

員の授業計画をサポートするために、長期休みに実施校の教員を集め、各校の授業内容の勉強・共有会を実

施している。

4.3 産業界の半導体人材育成戦略

既に述べてきた通り、半導体産業における人材育成戦略の多くは入社前の学校在籍時点から、産学連携プ

ログラムを通じて推進されている。第 3 章で指摘した通り、半導体企業はサプライチェーンの上流に行くほ

ど高度人材のニーズが高くなる等工程ごとに異なる人材ニーズを持つため、半導体企業は自社の事業特性に

応じた人材育成戦略を策定することになる。以下では、半導体産業を上流「設計」、中流「前工程」、下流「後

工程」それぞれにおける台湾の代表的な半導体企業を例に取り上げ、人材育成手法について考察する。

上流の IC 設計では先端技術開発を主軸とし、インターンシッププログラムや産学連携の共同研究による、

高度な研究開発人材育成に注力している。中流の製造前工程では、研究開発人材から現場人材まで幅広い人

材を必要とするため、潜在的な人材プールに対するリーチ拡大を基本戦略とし、様々な産学連携プログラム

を多数の大学に提供している。下流の製造後工程企業は産業技術の実務運用に重点を置いているため、実践

力のある人材育成を目標に、従業員を対象とした高度な社内トレーニングの仕組みを開発している。本節で

は各工程の台湾を代表する企業について、人材育成の取り組みのケーススタディを実施する。

表 4-5　半導体企業の人材育成の取り組み
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また、߶ߏਫ਼けൔରカϨΫϣϧϞは、߶ߏਫ਼のൔର産業へのັڷًのଠに、͑Ҳͯのదとし819
てگ員のद業計画ྙ上のૄい͍る。カϨΫϣϧϞは自༟度߶くઅ計されており、֦ 実施ߏは6ͯのαʖη820
から֦学ߏのࣆ情に合Κͦච要なαʖηをમできるͫけでなく、ࣆ前に作成されたࡒگは؈ୱなηϧχ821
のΊで、گ科ॽなどはなく、֦گ員がಢ自に಼༲を付けՅ͓ることを前提としている。ͨのཀྵ༟として、ൔ822
ରに関連するはଡزにోり、گ員がસてをདదに͓گることはೋしいことが͍る。Γって֦گ員の823
門をかしたद業を行͑ため、画Ҳదなद業಼༲は作ら͍͓ͥて自༟度の߶いઅ計を採༽した。گ員824
のद業計画をγϛʖトするために、ௗٵغΊに実施ߏのگ員をॄめ、֦ߏのद業಼༲のหکʀ共༙会を実施825
している。826

827

産業ֆの半導体人材育成કྲྀ828

点から、産学連携プ829࣎ࡑߏү成કྲྀのଡくはऀ前の学ࡒにफ़΄てきた通り、ൔର産業におけるਕع
ϫήϧϞを通じて推進されている。3হでࢨఢした通り、ൔର企業はγプϧοΥʖϱの上ླྀに行くΆど830
߶度ਕࡒのωʖθが߶くなるఖ͟とにҡなるਕࡒωʖθをͯ࣍ため、ൔର企業は自ऀのࣆ業ಝにԢ831
じたਕࡒү成કྲྀをࡨఈすることになる。以Ծでは、ൔର産業を上ླྀ「અ計」、ླྀ「前ఖ」、Ծླྀ「832ޛ
ఖ」ͨれͩれにおける台湾のେනదなൔର企業をྭにखり上͝、ਕࡒү成घ๑にͯいてࡱߡする。833
上ླྀのICઅ計では先端技術をकとし、ϱνʖϱεッププϫήϧϞや産学連携の共同研究にΓる、834

߶度な研究ਕࡒү成にྙしている。ླྀのଆ前ఖでは、研究ਕࡒからݳ場ਕࡒまで߁いਕ835
プʖϩに対するϨʖο֨大を基ຌકྲྀとし、༹ʓな産学連携プϫήϧϞ836ࡒదなਕࡑをච要とするため、ઞࡒ
をଡ਼の大学に提供している。Ծླྀのଆޛఖ企業は産業技術の実務ӣ༽に॑点をいているため、実ભ837
ྙの͍るਕࡒү成をඬに、ॊ業員を対েとした߶度なऀ಼トϪʖωϱήのૌΊをしている。ຌઇで838
は֦ఖの台湾をେනする企業にͯいて、ਕࡒү成のखりૌΊのίʖηηνデΡを実施する。839

840
表 4-5 半導体企業の人材育成のखりૌΊ841

1997年 1987年 1984年અཱི

MediaTek
ʤ࿈᚛Ռٗފ㟪༙࢚ޮݸʥ

TSMC
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出典：Media Tek68、TSMC69、ASE70公式 HPより

MediaTek, February 2025 accessed, https://www.mediatek.tw/
TSMC, February 2025 accessed, https://www.tsmc.com/chinese
ASE, February 2025 accessed, https://www.aseglobal.com/ch/home/
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4.3.1 設計企業

本項では、台湾最大の半導体設計企業である MediaTek を代表例として、その人材育成戦略を分析する。

設計企業は工場等の製造拠点を持たないため、その人材ニーズは高度人材を中心としている。半導体設計企

業は、先端技術の研究開発を基盤とし、革新的な技術開発に重点をおいているため、MediaTek は複数の主

に名門大学の、特に STEM 分野の修士及び博士課程の学生をターゲットとした連携を通じて、人材の育成

や確保を行っている。

上記の戦略の推進には、産学連携とインターンシッププログラムの 2 つの方法を採っている。MediaTek

は 2002 年以来約 20 年以上にわたり大学との産学連携を推進し、産学連携への投入金額は 13 億台湾ドル（約

60 億円）に上る。現在は産学研究開発を統括する「MediaTek 先進研究開発センター」により、台湾大学、

陽明交通大学、清華大学にそれぞれ「イノベーション研究センター」を設立し、共同研究開発を推進してい

る。また、台湾大学重点科技研究学院、陽明交通大学産学創新研究学院、清華大学半導体研究学院の半導体

学院 3 校に出捐し、業界のメンターとして幹部を派遣、豊富な知見と業界の最先端情報を学生に提供するな

どしている。

産学連携の対象は修士・博士人材以外にも、学部クラスの STEM 学生を対象とした取り組みもある。台

湾大学や陽明交通大学、清華大学、成功大学等に IC 設計科目を開設し、2021 年以来 236 名の非半導体関連

専攻の学生に半導体教育を提供した。内容はアナログ /RF IC 設計とデジタル IC 設計をベースに、基礎知

識と業界の実務経験の共有を通じて、将来の人材の早期育成を促す狙いがある。また受講生には優先的なイ

ンターンシップ枠を確保することで、学生の受講インセンティブも高めている。

他にも、MediaTek は毎年、インターンシッププログラムを実施し、IEEE Fellow に選ばれた幹部が半導

体技術を教えている。インターン生はこのプログラムを通じて、チップの設計、製造、価格設定、流通販売

のプロセスを学び、チップの設計と製品の関係性を理解することができる。インターンシッププログラムは、

MediaTek の人材採用のための重要なチャネルでもあり、インターンを通じた内定獲得や、インターン生が

卒業後 MediaTek 社に入社した場合の就職奨励金を得られるなど、優秀な人材の早期獲得を図っている 71。

4.3.2 前工程企業

TSMC は、台湾で最も代表的な半導体前工程企業として、長年にわたり台湾の半導体分野における産学

連携に多大な投資を行ってきた。2023 年の実績では、産学連携に 7.7 億台湾ドル（約 36 億円）を投入し、1

万人を育成した。より多くの大学教授が最先端の半導体研究に従事し、学生が学習と実践の機会を得られる

よう「産学共同研究の協力、カリキュラムの連携、キャリア支援」という 3 つの側面で多くの大学と協力

関係を構築、半導体産業の人材育成を実現している 72。2005 年以降、TSMC は台湾の名門大学の研究者と

の共同開発プロジェクト（Jointed Development Project，JDP）に投資を継続している。各プロジェクトに

TSMC の担当者が配置され、プロジェクトの実施をサポートしながら、研究の進捗や成果を評価する体制

を整えている 73。修士・博士の学生は JDP を通じて早い段階から半導体産業の先端研究に触れることがで

MediaTek, “2022 永續報告書”，https://d86o2zu8ugzlg.cloudfront.net/documents/%E8%81%AF%E7%99%BC%E7%A7%91%E6%
8A%802022%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_CH3%E4%BA%BA%E6%89%8D.pdf 
TSMC,”110 年度永續報告書”,
https://esg.tsmc.com/download/file/2021_sustainabilityReport/chinese/c-r1-anInnovationPioneer.pdf
TSMC- 台灣大學聯合研發中心 . “台積電產學合作計畫”, February 2025 accessed. 
https://tsmccenter.ntu.edu.tw/program-jdp.html
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き、また研究メンバーの多くは卒業後 TSMC に入社するなど人材確保の手段としても機能している。また、

TSMC は「大学ウェハシャトルプログラム（TSMC University Shuttle Program）」を通じて、28nm より

微細なシリコン・プロセス技術を提供し、教授や学生が設計したチップの最先端プロセスでの試作を可能と

することで、アカデミアの研究活性化を通じた研究開発人材の育成を行っている。

さらに、TSMC も MediaTek と同様、複数の大学に「TSMC 半導体カリキュラム」を開設している。

MediaTek と比較すると、その内容や対象大学が多いことが特徴である。ホームページで確認できる範囲で

は、提供大学は 18 校に上り、台湾大学や陽明交通大学等の名門大学から、中原大学、逢甲大学等の中堅大

学、国立高雄科技大学等の実践型大学までその裾野は幅広い。提供しているカリキュラムも、半導体概要、

設計、製造、封止、設備等 8 種類に及ぶ 74。TSMC が直接カリキュラムを設計し、最先端の技術を学べるほ

か、多数の経験豊富な社員を講師として派遣する、カリキュラム共同構築モデルを採用している。このモデ

ルにより、学術的な教育と産業界の実務ニーズをシームレスに接続することが可能となっている 75。また、

MediaTek と同様に、受講生に面接の機会を保証し、成績優秀な学生には給与面での優遇措置を設けるなど、

人材確保の戦略の一環として活用されている。

また、台中市の中部サイエンスパーク内の工場に併設された「TSMC 新人訓練センター」も、TSMC の

人材育成において重要な役割を果たしている。センターでは、ベテランのトレーナーによるハンズオンの研

修が行われ、新入社員のオンボーディングを支援するだけでなく、このトレーニングプログラムは 2022 年

以降学生に対しても無料で公開されるようになった。学生は研修センターの設備を利用しながら、半導体の

製造原理や機械の操作等の実務を学ぶことができ、2023 年 8 月時点で計 15 校 2,149 名の学生が参加してい

る 76。

4.3.3 後工程企業

上流の IC 設計企業が高度人材の獲得や先端技術の研究開発に注力し、中流の前工程企業が幅広い人材プー

ルへのアプローチを行っているのに対し、後工程企業においては、技術の実践的な応用トレーニングに重点

が置かれている。従って、大学等における産学連携の他に、既に入社した従業員に対して、研修などを通じ

たスキルアップを図っている点が特徴である。後工程企業の代表例として台湾最大の後工程企業 ASE（日

月光）を取り上げ、その人材育成戦略を分析する。

テクノロジーの急速な変化と組織拡大に対応するために、ASE は、マネジメント、技術、製造を人材開

発の 3 大戦略として、2 種類の従業員研修プログラムを実施している。体系的なプログラム設計により、従

業員の専門スキルの向上と、製造プロセス自動化への適応に注力している。ひとつが、自動化やスマート

化による効率化推進のための「スマート製造アカデミー」である。R&D、製造、装置エンジニアを対象に、

AI ツールの研究開発や、DX、産業用ロボットアーム開発と、現場実務と組み合わせた研修により、自動化、

スマート化による装置稼働率や製品歩留まりを向上させ、効率化を促進する。計 9,000 人の従業員が研修に

参加し、46 工場でコースの内容が実践されている。もうひとつの研修が「エンジニアアカデミー」であり、

製造・装置エンジニアを対象に、製造エラー発生時の解決能力とプロジェクト管理能力の向上により、エラー

TSMC. “半導體學程”, February 2025 accessed, https://careers.tsmc.com/education/SearchPrograms
國立陽明交通大學材料科學與工程學科 . “陽明交通大學攜手台積電開設半導體學”, March 2020,
https://mse.nycu.edu.tw/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E6%94%9C%E6%89%8B%E5%8F%B0%E7%A
9%8D%E9%9B%BB%E9%96%8B%E8%A8%AD%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E5%AD%B8%E7%A8%8B-2/
TSMC. “台積公司「新人訓練中心」強化半導體人才競爭力”, August 2023, 
https://esg.tsmc.com/ch/update/inclusiveWorkplace/caseStudy/37/index.html
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の原因となる技術的またはシステム的な要素を特定し、エラー除去の効率化を図ることで、生産能力と品質

の効率向上を目指している。計 1,300 人の従業員が研修に参加し、機械メンテナンス回数と時間の 29％削減

に貢献した 77。

産学連携においては、ASE は、「産業が大学へ、大学が産業へ」という理念の下、産学教育の推進を図り、

2011 年より産学技術研究計画を開始した。2023 年は「先端パッケージングと光学技術」と「AI 応用とシミュ

レーション技術」と、半導体封止製造と製造自動化の 2 つ分野における主要なプロジェクトを推進し、学生

が早期の段階で産業のニーズを把握できるようにし、学術的な知識と実務を密接に結びつけることを目的と

している 78。また、大学と協力し、各種の研究プログラム、カリキュラム、インターンシップの枠を開設す

ることで、産学連携を強化している。詳細は次節で詳しく扱うが、高雄科技大学や正修科技大学をはじめと

する科技大学との積極的な産学連携プログラム推進も後工程企業の特色のひとつである。近年の成果は以下

の表 4-6 のとおりである 79。

表 4-6 ASEの産学教育投入経費及び成果
2020 2021 2022 2023

インターン生の人数 638人 224人 410人 502人

半導体産業カリキュラムの人数 169人 862人 209人 453人

技術研究提携プロジェクト件数 74件 66件 74件 81件

技術研究提携プロジェクトの経費 3,950万 5,010万 5,500万 9,100万

奨学金 180万 760万 3,500万 2,160万

産学教育投資総額 4,470万 6,930万 15,780万 23,060万

※金額単位は台湾ドル

出典：脚注 79より

4.3.4 産業界へのヒアリング結果

産業界へのヒアリングとして、台湾半導体設計企業関係者、台湾半導体製造企業関係者、及び社団法人台

湾半導体産学研発連盟（Taiwan IC Industry & Academia Research Alliance、TIARA）の 3 者にヒアリン

グを実施した。なお TIARA は、半導体に関連する大学、企業、産業団体で構成される、IC 設計や研究開

発を担う博士等の高度人材の育成を推進する非営利組織である 80。

産学連携の重要性について、設計企業関係者は、産学で提供できる製造プロセス技術のギャップの解消に

あると述べた。台湾の半導体企業は現在 2 ～ 3nm プロセスを実用化しているが、大学が有する設備は、お

おむね 28nm 前後のプロセスに留まる。このため、アカデミアが先端プロセス技術の研究を進め、これらに

精通した人材を育成するためには、産学連携を通じた企業の生産ラインの供与は必須である。この点では、

TSRI も重要な役割を果たしている。TSRI は先端プロセスの試作環境の補完的な手段として機能するだけ

でなく、産業界とアカデミアの橋渡し役として、両者の技術交流及び統合を促進する役割も担っている。ま

日月光投資控股 .” 2023 永續報告書”, https://www.aseglobal.com/ch/pdf/aseh-2023-csr-ch-final.pdf
日月光投資控股 . “接軌半導體關鍵技術力 日月光封裝產學技研合作 培育產業重點人才”, November 2023, 
https://ase.aseglobal.com/ch/press-room/industry-academia-collaboration-in-packaging-technology-2023/
日月光投資控股 . “產學教育”, February 2025 accessed, 
https://www.aseglobal.com/ch/csr/corporate-citizenship/industry-academia-collaborations/
社團法人臺灣半導體產學研發聯盟 . “聯盟簡介”, February 2025 accessed, https://www.tiara.org.tw/about.php
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た、製造企業関係者からも、産学連携において、大学のニーズがあり企業が提供できる最大の価値はシリコ

ンや先端デバイスの試作環境だという発言があった。

他方、産学連携プロジェクトを推進する TIARA は、台湾における産学連携では大学の教授など学術機関

が推進力を持つことが多いと指摘した。この背景には、産学連携を行うモチベーションやメリットは学術機

関が最も有するだけでなく、大学教授が当局などの重要ポストを歴任するなど、官・学双方に精通した人材

がいる一方、企業関係者は必ずしも当局に影響力を持っているとは限らないため、結果的に学術機関が中心

的な役割を担うことが多くなるためだという。他方、企業人材が退職後大学で教職に就いたり、企業幹部の

講師派遣が行われていたりなど、産・学間の人材交流も活発であり、産官学間の人材の流動性の高さも、台

湾の人材育成エコシステムの特徴だと考えられる。

TIARA は「A+A’産学桂冠計画」という、当局補助金と企業の出捐による産学連携プロジェクトを推進

しており、産学連携による博士人材の育成を行ってきた。この過程で、博士人材の拡大には高校生からの半

導体啓発が必要なことを認識し、最近は高校生向けプログラムに注力をしているという。半導体企業で働く

OB が高校を訪問し講演会を行う「青研論壇」や、高校生の MediaTek 等の企業や ITRI 等の研究機関の訪

問をアレンジする他、高校教員向けの半導体・IC 設計勉強会なども実施し、半導体人材のすそ野拡大を図っ

ている。

4.4 半導体学院の人材育成システム

育成を目指す人材の類型によって、その育成を行う大学は異なる。本調査では、主に高度人材を育成する

大学を「研究型大学」、現場人材の育成を担う大学を「実践型大学」として、それぞれ 3 校ずつケーススタディ

を実施した。「研究型大学」である台湾大学、陽明交通大学、成功大学の 3 校はいずれも台湾を代表する名

門大学であり、教育部主導の「産学創新条例」に基づき半導体学院を設立し、半導体分野の産学研究開発拠

点として、研究開発人材の育成や最新技術のブレイクスルーを起こす役割を担っている。他方、現場人材は、

国立高雄科技大学、南台科技大学、正修科技大学等の大学が、基礎技術力を備えた現場人材を育成している。

このように台湾では様々な大学により、半導体産業の様々な人材ニーズに応じた層の厚い人材育成が図られ

ている。

4.4.1 研究型大学

研究型大学は、いずれも 2021 年制定の「産学創新条例」により設立された半導体学院をもち、運営基金

の半分以上を企業が提供し、協業企業からの講師派遣、インターン、共同研究、奨学金等のプログラムや、

一定以上の科目を英語で実施するなど、その特色は共通している。一方でその産学連携の内容については、

大学周辺の産業エコシステムの様態を反映した特色ある人材育成を展開している。

各大学の特色の違いは、台湾の地理的な産業の分布を把握すると理解しやすい。台湾は大きく北部、中部、

南部に分けられ、中心産業はそれぞれ異なる。台湾の中核都市である台北市や、新竹サイエンスパークを中

心に半導体クラスタが集積する新竹市・県が立地する台湾北部は、半導体などの電子産業やハイテク産業が

発展してきた。台北市に立地する台湾大学では、同じ重点産業であるプレシジョンヘルスケアコースを開設

し、台湾トップの大学として、半導体に留まらない重要領域における科学技術人材の育成に注力している。

半導体クラスタの中心地である新竹サイエンスパークに隣接し、半導体人材を数多く輩出してきた陽明交通

大学では、台湾を代表する半導体企業と協業する他、AI 等応用領域のコースを設定。また 2015 年以来半導

体人材育成を行ってきた国際半導体学院等、複数の学部や大学院の教育リソースを相互に活用した人材育成
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を行っている。

出典：Inves Taiwan81、QS World University Rankings 202582より

図 4-4　ケーススタディ対象の分布

他方で高雄市や台南市を中心とする台湾南部は古くから石油化学等重工業を中心に発展してきた。従って

台湾南部には半導体材料等化学品企業などが多い特性がある。特に近年は、北部の土地やインフラ不足から、

半導体製造工場が南部に展開しつつあり、3 ～ 5nm を製造する TSMCFab18 は台南に、最先端である 2nm

プロセス工場も高雄に建設中であるなど、半導体産業における南部地域の存在感は高まりつつある。台湾南

部を代表する大学である成功大学では、これら南部の産業特性を反映し、半導体材料やスマート・サステナ

ブル製造に特化したコースを新設、出捐企業にも化学品企業が参画するなど、他 2 校とは異なる特色を発揮

している。

国際的な人材育成の取り組みにおいても、研究型大学は多くの国や地域の大学と人材育成を行っている。

日本の大学との取り組みも複数あり、シンポジウムなどを通じた定期的な交流が行われている。一方で各大

学が受け入れている留学生は、東南アジアや東欧諸国が多く、日本人の留学生はいない、もしくは極めて少

数であるといった傾向もみられている。
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֦大学のಝ৯のҩいは、台湾のஏཀྵదな産業のාをѴするとཀྵ解しやすい。台湾は大きく部、部、968
ೈ部にけられ、ৼ産業はͨれͩれҡなる。台湾の֫ࢤで͍る台ࢤや、γΦϱηϏʖέを969
ৼにൔରέϧηνがॄするࢤʀݟがཱིஏする台湾部は、ൔରなどのుࢢ産業やύτέ産業が970
ఴしてきた。台ࢤにཱིஏする台湾大学では、同じ॑点産業で͍るプϪεζϥϱϖϩηίアαʖηをઅ971
し、台湾トップの大学として、ൔରにཻまらない॑要Үにおける科学技術ਕࡒのү成にྙしている。972
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図 4-4 ίーススタυΡଲেのා978
出典：Inves Taiwan81、QS World University Rankings 202582より979
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81 ៅᖘ部౦資ଇ進࢚. “InvesTaiwan, February 2025 accessed, https://investtaiwan.nat.gov.tw/homePage?lang=cht
82 QS. ”QS World University Rankings 2025: Top global universities”, June 2024, https://www.topuniversities.com/qs-world-university-
rankings
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QS. ”QS World University Rankings 2025: Top global universities”, June 2024, 
https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings

81

82



45

JST アジア・太平洋総合研究センター　 APRC-FY2024-RR-03

調査報告書　 台湾における半導体人材育成施策と実態

表 4-7　研究型大学の人材育成の取り組み
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学が受けれているཻ学ਫ਼は、౨ೈアζアや౨Ԧঀ国がଡく、ೖຌਕのཻ学ਫ਼はいない、しくはۅめてঙ990
਼で͍るといったܑΊられている。991

992
表 4-7 研究ܗ大学の人材育成のखりૌΊ993

出典：台湾大学83、陽明交通大学84、成ޯ大学85ޮࣞHPより994
995

(1) 台湾大学996ཱིࠅ
台湾をେනする大学で͍る台湾大学は、「産学ড়ྭ」に基づき、2021年に「॑点科技研究学Ӆ（Graduate 997

School of Advanced Technologyɾ以ԾGSAT）」をઅཱིした。ͨのकなదは、台湾の॑点産業のఴを998
ଇ進し、台湾のήϫʖώϩγプϧοΥʖϱにおいて֫దなஏҒをཱི֮するととに、࣏େ技術の॑要999
1000ࡒ務、ୣ、ਕࡔ、ࣆしている。GSATは、「産学ড়ྭ」のఈめる通り、ૌ৭、ਕࢨ点となることをڎ
ү成の֦において、ॊ来の大学ӅとはҡなるौೊなӣӨがՆとなっている86。ଠのൔର学Ӆと同༹に、1001
GSATはアカデミアと産業界のືەな連携のߑにྙをいでいる。ׯが共にਕࡒをү成し、共ʀ共ӭす1002
るϟカωθϞをߑすることで、学術研究と産業技術のఴを同࣎に推進し、産業ఴをଇ進する߶度なਕ1003
をү成している。1004ࡒ

GSATはࡑݳ、「ॄյ࿑અ計と自動Կ」「デώηࡒྋとҡझοップ౹合」「ψό学と科学」「プϪεζϥ1005
ϱϖϩηίア」とい͑4ͯのक要な学Ғαʖηを提供している。GSATのαʖηはઅॵ、ൔରに関連す1006
るॄյ࿑અ計と自動Կ、デώηࡒྋとҡझοップ౹合、ψό学と科学の3ͯのΊͫったが、のͬにプϪ1007
εζϥϱϖϩηίアαʖηが௧Յされた。これはAIτέόϫζʖを༽したҫྏʀݗ査機حʀεητϞに1008
関する研究を行͑αʖηで、台湾大学は台湾をେනする大学として、ൔରにཻまらない॑点Ү1009
のਕࡒү成を行͑қਦが͍るとΊられる。したがって、GSATの出፹企業には、MediaTek、Etron、Fitipower1010

83 國ཱི台ᖱ大學॑ᴏ科技研究學Ӆ, February 2025 accessed, https://gsat.ntu.edu.tw/tw/home/
84 國ཱི陽明交通大學產學研究學Ӆ, February 2025 accessed, https://iais.nycu.edu.tw/
85 國ཱི成ޯ大學ஒܝൔᱬ及Ӯ᠅ଆ學Ӆ, February 2025 accessed, https://ais2m.ncku.edu.tw/
86 國ཱི台ᖱ大學॑ᴏ科技研究學Ӆ. “學Ӆղ়”,February 2025 accessed, https://gsat.ntu.edu.tw/tw/aboutus/introduction/ 
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出典：台湾大学 83、陽明交通大学 84、成功大学 85公式 HPより

(1)国立台湾大学

台湾を代表する大学である台湾大学は、「産学創新条例」に基づき、2021 年に「重点科技研究学院（Graduate 

School of Advanced Technology，以下 GSAT）」を設立した。その主な目的は、台湾の重点産業分野の発展

を促進し、台湾のグローバルサプライチェーンにおいて中核的な地位を確立するとともに、次世代技術の重

要拠点となることを目指している。GSAT は、「産学創新条例」の定める通り、組織、人事、財務、調達、

人材育成の各面において、従来の大学院とは異なる柔軟な運営が可能となっている 86。他の半導体学院と同

様に、GSAT はアカデミアと産業界の緊密な連携の構築に力を注いでいる。官民が共に人材を育成し、共創・

共栄するメカニズムを構築することで、学術研究と産業技術の発展を同時に推進し、産業発展を促進する高

度な人材を育成している。

GSAT は現在、「集積回路設計と自動化」「デバイス材料と異種チップ統合」「ナノ工学と科学」「プレシジョ

ンヘルスケア」という 4 つの主要な学位コースを提供している。GSAT のコースは開設当初、半導体に関連

する集積回路設計と自動化、デバイス材料と異種チップ統合、ナノ工学と科学の 3 つのみだったが、のちに

プレシジョンヘルスケアコースが追加された。これは AI 等テクノロジーを活用した医療・検査機器・シス

テムに関する研究開発を行うコースで、台湾大学は台湾を代表する大学として、半導体分野に留まらない重

点領域の人材育成を行う意図があるとみられる。したがって、GSAT の出捐企業には、MediaTek、Etron、

Fitipower（設計）、TSMC、PSMC（前工程）、INNOLUX（ディスプレイ、後工程）の半導体関連企業の他、

EMS 企業である鴻海が参画している。

また、GSAT 以外にも台湾大学は国際的な半導体人材の育成に注力している。留学生のみを対象とした

英語で学位取得が可能な「国際半導体学士学位課程」を 2024 年に開設、物理学、数学、電気電子工学等の

國立台灣大學重點科技研究學院 , February 2025 accessed, https://gsat.ntu.edu.tw/tw/home/
國立陽明交通大學產學創新研究學院 , February 2025 accessed, https://iais.nycu.edu.tw/
國立成功大學智慧半導體及永續製造學院 , February 2025 accessed, https://ais2m.ncku.edu.tw/
國立台灣大學重點科技研究學院 . “學院介紹”,February 2025 accessed, https://gsat.ntu.edu.tw/tw/aboutus/introduction/
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基礎科目の他、企業インターンシップの機会も提供される 87。そのほか台湾大学の代表的な取り組みとし

て 2024 年に開始した台湾大学、TSMC、ドイツザクセン州政府の三者連携による「台独半導体人材育成計

画」が挙げられる。ドイツの名門大学の学生を 30 名程度受け入れ、台湾大学で 4 か月半導体講義を受講後、

TSMC 台中工場で 2 か月のインターンを行う、計 6 か月のプログラムである。台湾大学では、電気工学系、

機械工学系等半導体分野の講義の他、中国語、キャリアデザイン、文化体験等の授業も用意し、台湾文化

理解促進もねらう 88。日本の大学との取り組みには、姉妹大学の東京大学と 2015 年以降定期的に実施して

いる「台大東大 NTU-UTokyo Joint Conference」がある。学部を超えた全校的なカンファレンスであり、

GSAT は、IC 設計と、半導体デバイス技術と応用に関する 2 つのカンファレンスを主催している 89。

GSAT へのヒアリングによると、現在 10 の企業が毎年合計約 1.23 億台湾ドルの資金を GSAT に提供して

おり、この契約期間は 2032 年までとされている。産学連携の実績として、TSMC とのプロジェクトが 54 件、

PSMC とは 19 件が進行中であり、このような企業や国家発展基金の資金を活用した研究開発は半導体学院

の大きな利点であるという。しかし、企業が積極的に学術機関に資金を提供するためには、半導体学院が企

業の人材育成や採用にどれだけ有益かを企業に理解してもらう必要があり、これが現在 GSAT が取り組む

べき方向性であると指摘されていた。

教育面では、専門家講座を開催し、連携企業である Realtek や TSMC の幹部による講義を実施している他、

企業を引退した業界の専門家を講師として迎え入れ、実務経験を活かした指導を行っている。さらに、「TSMC

新人訓練センター」での短期集中型の教育プログラムを実施している。また学生は、夏期休暇を利用して単

位取得可能な研究開発インターンシップに参加し、企業の研究開発部門で実務経験を積むことができる。こ

のインターンシップを通じて、企業から内定を獲得し、卒業後にそのまま就職したケースもあるという。

留学生に関しては、GSAT は現在、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ、チェコ、ドイツ、リト

アニアからの留学生を受け入れている。学生獲得の手段として、経済部産業発展署が主催する「半導体東南

アジア人材採用チーム」に参加し東南アジアの大学訪問を行っている。今後のさらなる国際交流を促進する

ために、海外大学とのダブルディグリーを準備中である。他方、留学生は企業でのインターンシップにおい

て中国語が一定のハードルとなる現状をうけ、半導体や製造業関連の技術用語を加えた初級中国語講座を開

設し、台湾での就職を見据えた語学教育を提供している。このような産業界のニーズを反映した教育は、「産

学創新条例」に基づく柔軟な枠組みのもと、企業等の支援があることで実現が可能になっている。

(2)国立陽明交通大学

国立陽明交通大学は、新竹サイエンスパークに隣接し、台湾の半導体産業において重要な役割を担ってき

た大学で、新竹サイエンスパーク内企業の CEO や幹部のうち 2/3 が陽明交通大学の OB であるという。陽

明交通大学は 2015 年に「国際半導体産業学院」を設立した。これは世界初の半導体専門の国際大学院であり、

講義は全て英語で行われ国際的な半導体人材の育成を目指す。東京科学大学、米 UCLA、インド工科大学

等 10 大学とのダブルディグリーや、数多くの国際共同研究を行っている 90。

「産学創新条例」により設立された半導体学院が「産学創新研究学院（Industry Academia Innovation 

國立台灣大學 Global Undergraduate Program in Semiconductors, February 2025 accessed, https://gups.ntu.edu.tw/
國立台灣大學 . “臺大攜手台積電與德國政府 開創國際半導體人才培育新模式”, March 2024, 
https://www.ntu.edu.tw/spotlight/2024/2244_20240313.html
國立台灣大學 . “2023 臺大東大雙邊論壇 : Towards a Sustainable Future Challenges and Resilience”, January 2024, 
https://www.ntu.edu.tw/spotlight/2024/2230_20240118.html
國立陽明交通大學國際半導體產業學院 , February 2025 accessed, https://icst.nycu.edu.tw/
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School、以下 IAIS）」であり、産学連携を推進し、産業界のニーズに応じた人材を育成することに重点を置

いている 91。IAIS には半導体の設計や製造、材料などを研究する「先進半導体研究所（前瞻半導體研究所）」と、

AI やデータサイエンス、IoT、情報セキュリティ等の半導体の応用領域を扱う「スマートシステム研究所（智

能系統研究所）」の 2 つのコースがある。したがって出捐企業にも、MediaTek、NOVATEK、Raydium（設計）、

TSMC、UMC、PSMC（前工程）のほか、鴻海（EMS）、Wistron、ADVANTECH（ODM/OEM）のようなエッ

ジ AI や組込みシステムの開発、製造企業が名を連ねる。IAIS の教育モデルは、学生が在学中に産業志向

の考え方を身につけることができるよう、理論と実践の統合を重視したものとなっている。この方法は、台

湾の産業の人材拡充に役立つだけでなく、学生が卒業後、より迅速に職場に適応できるようになり、産業に

実質的な利益をもたらすものである。IAIS では、優秀な学生を確保するために奨学金制度も設けている。

また、大学院だけでなく、2024 年、電機学院電子所を再編し、半導体専門学士課程「電機学院半導体工程系」

を成立。半導体製造技術に焦点を当てた課程内容で、TSMC が 1 億台湾ドルを出捐。クリーンルームを持

ち、その運営費は年間 5,000 億台湾ドルに上る。「個体エレクトロニクス」「ナノデバイス」の 2 クラスのうち、

前者は 25 名の定員に 261 名の応募（倍率 10.4 倍）、後者は 17 名の定員に 186 名（倍率 10.9 倍）と多くの応

募があった。今後は TSMC 以外との産学連携拡大や、日本や米国などとの連携、留学生の募集などを予定

している 92。

そのほか学外との共同取り組みとして、新竹市の高校生の科学啓発のため、「2024 チップ半導体体験冬キャ

ンプ」を実施。大学での 1,200 時間分の授業のエッセンスを、2 日間計 12 時間の座学と実習講座に凝縮、陽

明交通大学の教授や研究者が講師を務めた。台湾当局が主導する半導体産業振興施策である「晶創台湾方案」

の一環で、参加組織には、陽明交通大学の他、新竹サイエンスパーク産学訓協会、TSMC、MediaTek など

がある 93。

ヒアリングでは、台湾の半導体産業の強さの源泉として、大学を中心とした産官学連携の人材エコシステ

ムが指摘されていた。すなわち、大学での研究と教育活動を通じて博士級の高度人材を育成、また研究を通

じて技術や製品も開発される。この成果がスピンオフカンパニーとして、あるいは既存企業での技術や、あ

るいは将来の中核人材として、産業界に供給されていく。技術を生み出すのは人であり、この人材を、大学

を中心に産学が緊密に連携しながら育成し、成果（人材と技術）が産業に還元されていくこのサイクルが、

台湾半導体産業の強さであるという。

実際に、陽明交通大学では産学のリソースを用いた人材育成が行われている。多くの共同研究や、

TSMC、MediaTek などが提供する半導体科目やインターン等の他、TSMC が提供する 5nm 生産ラインに

よるチップの試作、TSRI の提供するチップ試作の活用等を活用しているほか、学内に 12 インチウェハの

生産ライン建設を予定している。また、陽明交通大学には T-star Center と呼ばれる Lab to fab（研究から

量産への移行）に関する研究施設も存在し、大学と産業の橋渡しを行っている。また、陽明交通大学には

国際半導体学院、IAIS、電機学院など複数の学部が半導体人材を育成しているが、これら教育の基礎とな

る教授陣や教育リソースなどは各学部で共有されつつ、国際半導体学院は国際人材を、IAIS は産学連携を、

工商時報 . ”陽明交大培育出全國首位產創博士 徐承煒將進入 IC 設計公司”, December 2024, 
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4895097
三立新聞網 . ”台積電捐 1 億！陽交大「半導體工程學系」首屆招生就爆滿　錄取率曝光”, March 2024, 
https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1446657&utm_source=facebook&utm_medium=inews&fbclid=iwar05taqg0z7f72wt
kz6qijh72x3u8ip6tpgctsysxwnvhxy96bifddphzma&p=0
視傳媒新聞 . ”陽明交大首辦「晶創台灣」晶片半導體體驗冬令營　推廣半導體全民科普運動培育全人才加入護國行列”, January 
2024, https://nvns.net/news_view.php?new_sn=50278&new_csn=1776
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といったように各大学院や学部は特色ある教育の窓口として機能をしている。

海外大学との取り組みとして、近年米パデュー大学とのデュアルディグリープログラムを開始した。これ

は、米国の学生に対し陽明交通大学の教授がオンラインを通じて基礎知識などの座学講義を実施。プログラ

ム後半には学生は実際に台湾を訪問し、5nm チップ試作を含む台湾の最先端の環境で研究等を行っていく。

人材の育成において、近年は高校時点での人材育成にも近年注力を始めている。2024 年に大学付属高校

を開講し、今年から学生を募集する他、「K12 プログラム」という小中学生を対象とした科学普及、啓発活

動を行っている。

(3)国立成功大学

台湾の南部を代表する大学である国立成功大学は「智慧半導体及永続製造学院（Academy of Innovative 

Semiconductor and Sustainable Manufacturing、以下 AISSM）」を 2021 年に設立した 94。AISSM では、「チッ

プ設計」「半導体プロセス」「半導体パッケージング・テスト」「主要材料」「スマート＆持続可能な製造」の

5 つの専門学位コースを提供している。これらのプログラムは、半導体産業の上流、中流、下流の領域を網

羅しているだけでなく、人工知能、ビッグデータ分析、IoT、スマート製造、循環型社会、グリーンテクノ

ロジー、カーボンニュートラルといった将来を見据えた先端技術概念が取り入れられている。特に、「主要

材料」と「スマート＆持続可能な製造」の 2 コースは AISSM の特色であり、台湾南部には半導体材料であ

る化学品企業や製造業が多く、その特徴を活かしたものである。AISSM の出捐企業は、NOVATEK（設計）、

TSMC、UMC、PSMC、WIN（前工程）、Winbond、MXIC（メモリ）、Diodes（ディスクリート・アナログ

半導体製造）、Himax（パワー半導体製造）、YAGEO（受動部品）、Transcom（モジュール）、Delta（電子

機器）、李長栄化学、中国石油化学（化学品）、中国鋼鉄（製鉄）、大亜（電線）全 17 社と、台湾大学や陽明

交通大学と比較してその数が多いだけでなく、ロジック IC の設計企業が少なく、前工程企業やメモリやパ

ワー半導体などロジック以外に特化したメーカーの参画が多い点、この 2 校に出捐していなかった台湾南部

に拠点を構える台湾最大の後工程企業 ASE や化学品企業が見られている点も台湾南部を拠点とする成功大

学の特色を反映している。

AISSM は産業界との連携を重視し、学生が実際の産業現場で学ぶ機会を提供するとともに、企業の幹部

クラスの専門家を招聘し、講義や論文の共同指導を行う仕組みを導入している。また、学位取得プログラム、

単位取得プログラム、資格取得プログラムといった多様な半導体人材育成プログラムを提供することを計画

している。AISSM の教育・研究施設は、成功大学のキャンパス内に加え、高雄市 85 ビル内に設立された分

校、さらに南部サイエンスパークの教育・研究開発拠点にも広がっており、学生に多様な学習・研究環境を

提供している。また、2023 年には社会人修士コース「半導体高級管理と研究開発社会人修士コース」を開設。

半導体産業における研究開発と企業のマネジメント、経営能力を備えた幹部人材育成を図る。

また、修士・博士課程に加え、労働部との協力による短期教育プログラムも実施している。これは半導体

関連以外の分野を卒業した求職者を対象とした就職訓練であり、半導体産業における基本スキルの研修やイ

ンターンシップを提供しており、台湾の半導体人材の裾野を広げるための施策の一環に位置づけられている。

AISSM へのヒアリングによると、現在 AISSM は 17 社の企業と提携しているが、今後もさらなる拡大を

予定している。提携企業とは、100 件以上の産学協力プロジェクトに加え、合計で年間 1 億台湾ドルを超え

國立成功大學 . ”The Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing”, February 2025 accessed, 
https://highlights.ncku.edu.tw/innovation/ncku-established-the-academy-of-innovative-semiconductor-and-sustainable-
manufacturing/
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る出捐がある。また、研究生が大学教授と企業講師の双方から指導を受けられる「デュアル・スーパーバイ

ザー制度」を採用し、企業の研究施設を活用した実験・実習の機会を提供している。さらに、AISSM は企

業の社内研修にも関与しており、例えば INNOLUX に対して、高度技術者の育成を目的とした専門コース

を実施している。

AISSM が最も注力している国際的な取り組みに、「半導体サマースクール」がある。これは留学生を対象

とした 7 ～ 10 日間の英語プログラムで、半導体の設計から製造まで各プロセスがカバーされている。3 年

前に開始したこのプログラムは、これまで 17 カ国 37 校の大学から約 200 人の学生が参加しており、日本か

らは熊本大学や熊本高専が参加している。今後は外交部や各国の在外公館の関連プロジェクトとも連携しな

がら、より多くの国際的な学生を受け入れていく予定である。

研究においても多くの国際共同研究が行われている。具体的な例では、米イリノイ大学アーバナ・シャン

ペーン校との「窒化物半導体」に関する共同研究や、アリゾナ州立大学との「半導体及びオプトエレクトロ

ニクス分野の合同プロジェクト」の実施等が挙げられる。日本とは東京科学大学との交流が長く、毎年共同

シンポジウムを実施しており、交流が発展し、現在「化合物半導体及び先端パッケージ」の共同研究が進行

中である。また、インドやチェコ、タイ等の国々の大学とも半導体に関する研究を行っており、将来的に国

際共著論文の発表を目指している。これらの国際交流は通常、教授陣のネットワークを介して構築されてお

り、今後さらなる拡充が期待されている。

AISSM の留学生は大半が東南アジア及びインドからの学生であるが、今後は特に半導体産業の発展が見

込まれる東欧諸国からの留学生の受け入れを強化する計画である。また、AISSM の英語授業の割合は約

40% であり、将来的には 70% まで引き上げることを目標としている。これにより、留学生がより学びやす

い環境を整え、台湾での留学を促進する。

4.4.2 実践型大学

実践型大学は、即戦力となる現場人材育成のためより実践的なトレーニングを実施している。教授陣も多

くが半導体企業での従事経験があり、また実践に欠かせない実習環境、設備の整備に注力し、大学の経費以

外にも、教育部の補助や企業からの出捐、装置の寄付などを通じて、可能な限り実際の製造現場に近い設備

による実習環境整備を行っている。

国際的な人材育成の取り組みは、研究大学と比較するとその数は限定的ではあるが、一部日本との交流も

見られた。他方で、英語での講義が行われていない等の理由により、正規の留学生の在籍はないといった研

究型大学との違いも見られた。
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表 4-8　実践型大学の人材育成の取り組み

出典：高雄科技大学 95、南台科技大学 96、正修科技大学 97公式 HPより

(1)国立高雄科技大学

高雄科技大学は、台湾南部の半導体後工程産業クラスタの中心地に位置しており、半導体工程系のある楠

梓キャンパスは、TSMC で現状最先端である 2nm 生産工場も立地する楠梓科技産業園区からわずか 3 キロ

ほどの立地である。半導体人材育成を行う半導体工程系は、2018 年に国立高雄応用科技大学、国立高雄第

一科技大学、国立高雄海洋科技大学の 3 校が国立高雄科技大学として合併した際に、元のマイクロ電子工程

系から組織改編により誕生した 98。半導体製造プロセス、システム応用設計、テスト技術の専門人材を育成

する学科であり、カリキュラムは半導体素子製造技術とマイクロエレクトロニクスシステム設計の 2 つを主

軸としている。今後の半導体・光電子部品の応用の発展を見据え、グリーンエネルギー素子の特性や関連の

生産技術を習得できるような実務的な測定コースも設けている。さらに、前述の知識をベースにプロジェク

ト研究や分野横断的なカリキュラムを通じて、学生が半導体と光電素子集積回路、バイオチップまたは組込

み式 RF システムに関連するスキルを統合することができる。

高雄科技大学は、当局の半導体人材育成施策を活用しながら、実践的な教育のための実習設備を整備して

いる。2020 年には、教育部の「技術系大学実践環境強化プログラム」の承認を受け、後工程企業 ASE と共

に「半導体パッケージング・テスト産業環境人材育成工場（半導體封裝測試類產業環境人才培育工廠）」を

設立、後工程分野の基礎スキルと実務能力を備えた人材育成を図る。プログラムは後工程エンジニアに必要

な、半導体デバイスの検査、測定分析、半導体理論、IC パッケージング・テストプロセスの実習等で構成

され、企業が経験豊富な講師を大学に派遣し、大学教授と共同でカリキュラムの設計や研究開発活動、実習

指導などを行う。また学生が在学期間中に企業のニーズを理解し、必要なスキルを習得できるよう、インター

ンシップや企業訪問の機会も提供し、学びと応用の相乗効果を実現するものとなっている 99。
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表 4-8 実ભܗ大学の人材育成のखりૌΊ1149

出典：߶༦Ռ技大学95、ೈ台Ռ技大学96、ਜ਼रՌ技大学97ޮࣞHPより1150
1151

(1) ༦Ռ技大学1152߶ཱིࠅ
߶༦科技大学は、台湾ೈ部のൔରޛఖ産業έϧηνのৼஏにҒしており、ൔରఖܧの͍る1153

ѺΫϡϱϏηは、TSMCでݳয়最先端で͍る2nmਫ਼産場ཱིஏするѺ科技産業ԄۢからΚͥか3ΫϫΆど1154
のཱིஏで͍る。ൔରਕࡒү成を行͑ൔରఖܧは、2018年に国ཱི߶༦Ԣ༽科技大学、国ཱི߶༦Ҳ科技1155
大学、国ཱི߶༦ք༺科技大学の3ߏが国ཱི߶༦科技大学として合ญしたࡏに、ݫのϜέϫుࢢఖܧからૌ1156
৭րฦにΓりஂਫ਼した98。ൔରଆプϫιη、εητϞԢ༽અ計、τηト技術の門ਕࡒをү成する学科で1157
͍り、カϨΫϣϧϞはൔରોࢢଆ技術とϜέϫΦϪέトϫωέηεητϞઅ計の2ͯをकとしてい1158
る。ޛࠕのൔରʀޭుࢢ部のԢ༽のఴをݡੀ͓、ήϨʖϱΦϋϩάʖોࢢのಝや関連のਫ਼産技術を1159
सಚできるΓ͑な実務దなఈαʖηઅけている。さらに、前फ़のஎࣟをϗʖηにプϫζΥέト研究や1160
ԥஇదなカϨΫϣϧϞを通じて、学ਫ਼がൔରとޭుોॄࢢյ࿑、ώΨοップまたはૌࠒΊ式RFεη1161
τϞに関連するηΫϩを౹合することができる。1162
߶༦科技大学は、ۃのൔରਕࡒү成施ࡨを༽しながら、実ભదなگүのための実सઅඍをඍして1163

いる。2020年には、گү部の「技術ܧ大学実ભکڧԿプϫήϧϞ」のটを受け、ޛఖ企業ASEと共に1164
「ൔରϏッίʖζϱήʀτηト産業ڧਕࡒү成場（ൔᱬ෩ྪࢾ產業ڧਕകүঝ）」をઅཱི、1165
ఖΦϱζωアにච要な、ൔ1166ޛү成をਦる。プϫήϧϞはࡒఖの基ેηΫϩと実務ྙをඍ͓たਕޛ
ରデώηのݗ査、ఈੵ、ൔରཀྵ、ICϏッίʖζϱήʀτηトプϫιηの実सでߑ成され、企1167
業が経ݩなࢥߪを大学にഁݥし、大学گदと共同でカϨΫϣϧϞのઅ計や研究動、実सࢨなど1168

95 國ཱི߶༦科技大學ൔᱬఖܧ, February 2025 accessed, https://mee.nkust.edu.tw/
96 ೈ᥀科技大學ൔᱬᢝޭుఖܧ, February 2025 accessed, https://oe.stust.edu.tw/tc
97 ਜ਼र科技大學ుࢢఖܧ, February 2025 accessed, https://ee.csu.edu.tw/
98 技ሤߏӅডਫ਼ྲྀࡨ委員會,”國ཱི߶༦科技大學 ൔᱬఖܧ(Ѻߏზ)”,February 2025 accessed,
https://www.techadmi.edu.tw/depinfo.php?seq=550

國立高雄科技大學半導體工程系 , February 2025 accessed, https://mee.nkust.edu.tw/
南薹科技大學半導體與光電工程系 , February 2025 accessed, https://oe.stust.edu.tw/tc
正修科技大學電子工程系 , February 2025 accessed, https://ee.csu.edu.tw/
技專校院招生策略委員會 ,”國立高雄科技大學 半導體工程系 ( 楠梓校區 )”,February 2025 accessed, 
https://www.techadmi.edu.tw/depinfo.php?seq=550

95

96

97

98
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高雄科技大学へのヒアリングによると、現在は、教育部による「地域産業人材育成及び技術育成拠点整備

プログラム」の助成金を受け、半導体前工程企業である UMC との産学連携で校舎を改修し「半導体製造装

置技術人材育成拠点（半導體製程設備技術人才培育基地）」を建設している。基地は約 160 坪で、クリーン

ルームや実際の半導体製造工場と同じ装置を備える予定である。この設備の特色は、半導体製造ではなく半

導体装置エンジニアの育成に特化している点であり、実習でも装置は半導体製造における操作だけでなく、

そのメンテナンスについても学ぶ。実習では UMC の経験豊富な社員が講師として学生に直接指導を行った

り、UMC の工場視察を組み込んだりするなど、UMC のリソースを最大限活用したプログラムとなっている。

また、近年 UMC は高雄科技大学で夏期専門コースを開設し、学生に半導体産業の実務的な研修を行うこと

で、卒業後の半導体業界への就職をスムーズにするための準備を整えている。

半導体工程系のカリキュラムの編成においては、実践を重視し必修課程における実習科目の時間数は理論

課程の 1.5 倍となっている。また、大学 4 年時はインターンシップを推奨し、できるだけ早く企業と接点を

持つことで、学生の産学の理解や技術ギャップを早期に解消することや、産業界へのスムーズな人材の橋渡

しを行っている。また半導体工程系の教員の約 80% は半導体企業などでの就労経験があり、企業の実態に

即した教育を行っている。

国際的な交流において、現在講義が全て中国語で行われている関係上留学生の在籍はないものの、フィリ

ピン大学やスペイン王立大学とは交流がある。また、今年は市内の高雄高校からの依頼で、日本の高校生の

見学を受け入れた。高雄高校と東京都立八王子高校は姉妹校で、例年修学旅行を通じて交流があったが、今

年は 2 校合同で高雄科技大学を訪問し、半導体製造設備の操作体験等を行ったという。そのほか、同校の日

本語学科では近年「半導体日本語」科目を開設し、台湾人の日本語人材に対して半導体の基礎知識理解や専

門用語の日本語習得を促すことで、半導体人材の円滑な国際交流に不可欠な言語面でのサポートを行う、半

導体と外国語双方に精通した人材の育成も開始している。

(2)南台科技大学

台南市に位置する私立大学である南台科技大学半導体及光電工程系は、1999 年設立の「電機系光電組」

と同時に設立された「半導体中心」を起源とする。半導体中心は台湾の技術系大学において、早期に設立さ

れた半導体専門の実験室である。2023 年は「半導体及光電工程系」へ改称された。半導体及光電工程系は、

半導体と光エレクトロニクス分野の専門エンジニアの育成を目的としている。同学科には充実した装置を備

えた半導体中心で、産業界との緊密な協力関係の下で研究を行うことができる。また南台科技大学は 2008

年以来台湾の認証評価機関である IEET（Institute of Engineering Education Taiwan）によるエンジニア教

育の認証である EAC を取得しており、その教育品質の維持向上に努めている。なお EAC はエンジニア教

育認定団体の国際協定であるワシントン協定（Washington Accord）に加盟しており、国際水準に則った審

査が行われている。

半導体及光電工程系へのヒアリングによると、カリキュラムは、半導体と光エレクトロニクスの 2 分野に

大別され、業界の専門家と共同で授業を行い、実務に即した人材育成を目指している。また地理的な関係性

から卒業生のほとんどが南部サイエンスパークに就職している。半導体企業の職種においては特に後工程や

装置エンジニアとしての採用が多いという。また国立高雄科技大学と同様、教員の多くは半導体業界での従

教育部 . “國立高雄科大設立「半導體封裝測試類產業環境人才培育工廠」”. 教育部全球資訊網 , October 2020, 
https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=AE1CF6B3DDC4608A
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事経験を持った教師陣を揃えている。

また、同学科は長年に渡り産業界との交流を深めている。特にインターンシップは学生の卒業後の進路決

定の重要なチャネルで、4 年次のインターンシップ参加を奨励し、2023 年度には約半数の学生が TSMC や

UMC の前工程企業、ChipMOS 等の後工程企業、恩茂科技等の半導体装置企業等のインターンシップに参

加している。そのほか海外企業との海外インターンシップの実施も検討している。

学科運営では、少子化や半導体関連学科の開設増により、大学間での学生の獲得競争が激化しており、学

生の獲得のために差別化を図る必要が生じているという課題も語られた。そのため、高校生を同校の半導体

センターに招待し見学会等を行っており、2024 年には約 500 人の高校生が参加した。そのほか教育部が推

進する高校生向け半導体カリキュラムにも協力しており、台南市の新化高校へは半導体センターでの実習と、

高校に赴いての講義も実施している。

海外の学校との交流においては、メキシコソノラ州政府と ITRI が推進する、メキシコ人留学生の受け入

れを行っている。ソノラ州は、TSMC の工場がある米国アリゾナ州に隣接し、また州内には台湾企業も多

く進出している。ソノラ州は学生を台湾に派遣し、台湾では ITRI を窓口に南台科技大学や成功大学等複数

の学校が学生を受け入れ、現地で半導体等を教えている。また、南台科技大学は日本との縁も深く、南台科

技大の校舎には熊本大学の台湾南台オフィスが置かれている他、2024 年で 22 年目となる国際シンポジウム

を毎年主催し、熊本大学や東京科学大学から教授や学生が参加し交流をしている。現状半導体及光電工程系

に正規留学生の受け入れはないが、国際的な人材育成のため 2025 年から 100% 英語で講義を実施する半導

体の修士課程、2026 年に「電機と情報」学士課程が開設される。科技大学で非常に珍しい、100％英語で学

位がとれる半導体専門課程として、留学生の受け入れ強化を図っていくという。

(3)正修科技大学

正修科技大学は 1965 年に設立された高雄市にある私立大学で、半導体人材の育成を行う電子工程系は

5 専コース（日本の高専に相当）として誕生し、1999 年に大学に再編された。同校は半導体産業の人材育

成に積極的に取り組んでおり、主なものとして、教育部の推進する産学人材育成計画の一環で、後工程企

業 ASE との産学連携で後工程における現場人材を育成する「半導体封止産業実務人材育成専班」を実施、

有償のインターンを通して実務操作や、生産ラインのエラー対応、装置メンテナンスのスキル習得を行っ

た 100。また、教育部「地域産業人材育成及び技術育成拠点整備プログラム」を活用し「五軸複合切削高品

質化人才育成計画」を実施し半導体製造装置などに用いられる精密加工人材など、半導体デバイス製造以外

の周辺人材も育成している。またユニークな取り組みとして、「VR インタラクティブナノテクノロジー訓

練プラットフォーム」の開発がある。成功大学などとの共同で開発されたこのプラットフォームでは、VR

空間上で半導体製造過程をシミュレーションでき、実際にクリーンルームに入ることなく、また高価な設備

を全てそろえることなく半導体製造装置の操作を学ぶことができ、時間とコストを効果的に節約することが

できる。このように、革新的な教育方法と産学の密接な連携を通して、台湾の半導体産業における技術的人

材を育成し、産業の持続的な発展に大きく貢献することを目標としている 101。

正修科技大学へのヒアリングでは、同校が半導体装置に使用される部品加工プロセスの研究及び関連する

教育部促進產學連結合作育才平臺計畫推動窗口 . ”重點產業案例”. 教育部促進產學連結合作育才平台 , February 2025 accessed,
https://iac.twaea.org.tw/iacp/edt-1.html
國立成功大學 . “成功大學與正修科大攜手發表全臺首套「VR 互動式微奈米科技訓練平台」”, October 2024, 
https://web.ncku.edu.tw/p/406-1000-274529,r3635.php?Lang=zh-tw
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人材の育成に注力していることが言及された。近年は企業と共同で装置の応用研究を進めており、学生は卒

業後、半導体産業に限らず航空宇宙、医療等のその他関連産業でも活躍している。また正修科技大学は産学

共同研究が盛んで、半導体及びテクノロジー関連の研究プロジェクトの約 70% は、企業と連携した産学連

携プロジェクトが占めている。国立大学は当局が推進する各施策に比較的参画しやすく、当局のリソースを

活用しやすい一方、私立大学にとっては研究資金獲得において産業界との産学連携は重要な手段となってい

る。このような当局施策に寄らない自発的な産学共同研究は、基本的に教授の個人的な人脈をきっかけとす

ることが多いが、正修科技大学においては長年の実績の積み重ねにより、現在では企業からの引き合いも多

いという。また産学連携研究は、研究資金の獲得だけでなく、研究を通じて学生が企業と接触する機会を持

つことができ、優秀な人材は早期に企業から声がかかることもあるなど、一般的に行われているインターン

シップ等と同様に、卒業後の進路における学生の競争力強化、ひいては進学実績による学校の競争力の強化

にもつながっている。
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5 半導体人材育成を目的とした日台協力の在り方

第 5 章では、これまでの調査の総括として、半導体人材育成における日台協力のあり方の提言を行う。ま

ず、半導体人材育成における台湾の国際協力の方向性や重点地域、そして日本の位置づけを整理する。そし

て、日本の半導体人材育成の現状や方向性も踏まえながら、これまでの調査で明らかになった台湾の半導体

人材育成システムやヒアリングで得られた声を基に、半導体人材育成を目的とした日台協力スキームを整理

し、提言とする。

5.1 台湾の半導体人材育成における国際協力の方向性

台湾の半導体人材育成施策において、前述の通り国家発展委員会による台湾全体の人材育成・獲得施策で

ある「国家人材競争力躍進計画」の 2 大目標のひとつに「世界的な人材獲得」が挙げられている。また、教

育部は「促進国際生来台及留台実施計画 102」により、半導体等の重点領域における優秀な外国人材の台湾

留学と就職を支援しており、台湾は国際的な半導体人材育成及び獲得に積極的なスタンスをとっているとい

える。少子化による労働力不足や、現在の世界的リーダーシップを維持するため、海外人材の育成及び採用

は台湾にとって不可欠な手段である。

表 5-1　「促進国際生来台及留台実施計画」における重点地域
国家産学教育合作連盟 国家重点領域国際合作連盟

目的
学士から博士まで

幅広い層の産学連携による育成推進
（台湾への留学促進）

国家重点領域における
大学・研究機関間の協力、交流促進
（アカデミアの交流促進）

対象
学校

新南向国家と安定したコネクションと豊富な留学生受け
入れ経験があり、産学連携を希望する企業がおり、かつ
月 1万台湾ドルの生活手当を支給可能な学校を優先

主に国家重点領域研究学院を有する大学

重点
地域

世界中の優秀な大学
（新南向国家を優先、ベトナム、フィリピン、
インドネシア、タイ、インド、マレーシア等）

米国と中・東欧等ヨーロッパ諸国（ポーランド、チェコ等）

領域
各校の特色ある領域

特に STEM、金融、半導体領域を優先

工学、理学、医学、生命科学、農学、社会科学、人文芸術。
特に半導体、金融、国際コミュニケーション分野を重視

する

出典：脚注 102より

重点的な協力・交流対象の国や地域は目的により異なる。半導体を含む重点産業の国際人材獲得計画であ

る「促進国際生来台及留台実施計画」では目的別に 2 つの枠組みが存在し、それぞれ異なる国や地域を対象

としている。学士から博士まで、全般的な留学促進を担う「国家産学教育合作連盟」は、幅広い大学を対象

としつつも、優先領域としてベトナム、フィリピン、インドネシア、タイ、インド、マレーシア等の「新南

向国家」を挙げている。新南向国家とは、2016 年に蔡英文前総統が提唱し現在も推進されている東南アジ

ア等との、貿易・経済、テクノロジー、人材等の連携強化を推進する「新南向政策」の対象国で、具体的に

教育部 . “促進國際生來臺暨留臺實施計畫”. 教育部全球資訊網 , July 2023. 
https://www.edu.tw/News_Plan_Content.aspx?n=D33B55D537402BAA&sms=954974C68391B710&s=136C7D634F4F1801
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は東南アジア、南アジアやオセアニアが含まれる。もうひとつの枠組みである、大学や研究機関などアカデ

ミアでの協力と交流を促進する「国家重点領域国際合作連盟」では、米国及び中・東欧等ヨーロッパ諸国（ポー

ランド、チェコ等）が対象に挙げられている。

日本の位置づけは、いずれの枠組みでも対象として明示されておらず、実際に日本を対象とした半導体人

材育成の取り組み事例も少なく、重点対象とは言い難いのが現状である。しかしながら、TSMC の熊本進

出を契機とした先行的な取り組みが近年複数始まっており、今後の日台での半導体人材育成の協力深化が期

待される。日台での半導体人材育成の取り組み事例は第 3 節で萌芽事例として後述する。

他方、台湾で半導体人材の交流が特に盛んな国や地域として東南アジア諸国やインドが挙げられる。

東南アジアについては前述の「新南向政策」の下、中央当局による新南向国家を対象とした奨学金や専門

クラスの設立など重点的な学生の獲得措置を講じている。また 2023 年には、経済部主導の下、台湾を代表

する企業や大学で構成された訪問団が東南アジアの各大学を訪問し、台湾への留学や就職を紹介するセミ

ナーや面接を実施する活動が開始されている。これは今年も継続予定で、参加者には大学からは台湾大学、

成功大学、陽明交通大学、台北科技大学、中山大学等の半導体学院をもつ研究型大学に加え、高雄大学、高

雄科技大学、正修科技大学などの実践大学、企業からは MediaTek、RealTek（設計）TSMC、UMC（前工程）、

ASE、SPIL、Ardentec（後工程）と、各工程の台湾を代表する企業が参加をしている 103。このような当局

主導の大規模な訪問団はほかにはなく、当局が東南アジア地域をどれほど重視しているかをうかがい知れる。
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॑点దなྙڢʀ交ླྀ対েの国やஏҮはదにΓりҡなる。ൔରを॑点産業の国ࡏਕ֭ࡒಚ計画で͍1272
る「ଇ進国ࡏਫ਼来台及ཻ台実施計画」ではదพに2ͯのૌΊがଚࡑし、ͨれͩれҡなる国やஏҮを対েと1273
している。学࢞からദ࢞まで、સൢదなཻ学ଇ進を୴͑「国家産学گү合作連盟」は、߁い大学を対েと1274
しͯͯ、༑先ҮとしてϗトψϞ、ϓΡϨϒϱ、ϱχϋεア、ν、ϱχ、ϜϪʖεアの「ೈ国1275
家」を͝ڏている。ೈ国家とは、2016年にᤜӵช前૱౹が提しࡑݳ推進されている౨ೈアζアと1276
の、ҝʀ経済、τέόϫζʖ、ਕࡒの連携کԿを推進する「ೈ政ࡨ」の対ে国で、۫ରదには౨ೈア1277
ζア、ೈアζアやΨιアωアがまれる。͑ͽとͯのૌΊで͍る、大学や研究機関などアカデミアでの1278
では、ธ国及びʀ౨ԦϦʖϫッϏঀ国（ϛʖϧϱ1279「合作連盟ࡏ国家॑点Ү国」と交ླྀをଇ進するྙڢ
χ、οΥα）が対েに͝ڏられている。1280
ೖຌのҒづけは、いͥれのૌΊで対েとして明ࣖされておらͥ、実ࡏにೖຌを対েとしたൔରਕ1281

ຌ進出1282ۿয়で͍る。しかしながら、TSMCのݳいೋいのがݶঙなく、॑点対েとはྭࣆү成のखりૌΊࡒ
をܘ機とした先行దなखりૌΊがۛ年਼࢟まっており、ޛࠕのೖ台でのൔରਕࡒү成のྙڢԿがغଶ1283
される。ೖ台でのൔରਕࡒү成のखりૌΊྭࣆは3ઇで๘լྭࣆとしてޛफ़する。1284
ଠ๏、台湾でൔରਕࡒの交ླྀがಝにΞな国やஏҮとして౨ೈアζアঀ国やϱχが͝ڏられる。1285
౨ೈアζアにͯいては前फ़の「ೈ政ࡨ」のԾ、ԟۃにΓるೈ国家を対েとしたও学金や門1286

έϧηのઅཱིなど॑点దな学ਫ਼の֭ಚીをߪじている。また2023年には、経済部कのԾ、台湾をେනす1287
る企業や大学でߑ成された問が౨ೈアζアの֦大学を問し、台湾へのཻ学やम৮を়ղするιミψʖ1288
やંを実施する動が࢟されている。これはࠕ年ܩକ༩ఈで、参Յंには大学からは台湾大学、成ޯ1289
大学、陽明交通大学、台科技大学、ࢃ大学のൔର学Ӆをͯ研究ܗ大学にՅ͓、߶༦大学、߶༦科1290
技大学、ਜ਼र科技大学などの実ભ大学、企業からはMediaTek、RealTek（અ計）TSMC、UMC（前ఖ）、1291
ASE、SPIL、Ardentec（ޛఖ）と、֦ఖの台湾をେනする企業が参Յをしている103。このΓ͑なۃक1292
の大وໝな問はΆかにはなく、ۃが౨ೈアζアஏҮをどれΆど॑ࢻしているかを͑かがいஎれる。1293

1294
図 5-1 大学・学ߏのཻ学ਫ਼ࠅ内訳ʤ2024೧ʥ1295

出典：脚注104より1296

103 ៅᖘ部產業᚛ఴॼ. “ៅᖘ部業ིۃൔᱬ產學Ꮇᅸෟഇ ාۃ國ࡏਕߠ台ᖱ”. ៅᖘ部產業᚛ఴॼ, March 2023,
https://www.ida.gov.tw/ctlr?PRO=news.rwdNewsView&id=42294
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出典：脚注 104より

図 5-1　大学・専門学校の留学生国籍内訳（2024年）

実際に、台湾には東南アジアからの留学生数が圧倒的に多い。図 5-1 は台湾の大学・専門学校における留

学生の国籍の内訳である。上位 3 か国全てが東南アジア諸国であり、東南アジア諸国からの留学生が 64%

を占めている 104。これは理系・文系問わず全学生を対象とした統計ではあるが、第 4 章の台湾大学や成功

大学のヒアリングでも東南アジアの学生が多いとの発言があり、実際に半導体関係の学部においても多くの

ボリュームを占めていることが示唆される。

經濟部產業發展署 . “經濟部工業局率半導體產學攬才團赴星馬 布局國際人才深耕台灣”. 經濟部產業發展署 , March 2023, 
https://www.ida.gov.tw/ctlr?PRO=news.rwdNewsView&id=42294
教育部統計處 . “學校基本統計資訊”. 教育部統計處 , January 2024, 
https://depart.moe.edu.tw/ed4500/News.aspx?n=5A930C32CC6C3818&sms=91B3AAE8C6388B96
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インドについては、東南アジアと同様多くの留学生が台湾で半導体を学んでいる。特に高度人材が多く、

例えば陽明交通大学国際半導体学院の博士課程学生の 4 割がインド人であるという 105。背景にはインド政

府による IC 設計人材育成政策がある。実際にインドでは世界の半導体設計エンジニアの 20％が働き、半導

体設計企業トップ 25 社の大半が拠点を設置している 106 など、多くの設計企業や人材が集積している。イン

ド政府は 2022 年に「Chips to Startup107」プログラムを立ち上げ、インド全土の学術機関、研究機関、スター

トアップや中小企業 100 機関以上を対象に、特定用途向け IC チップや SoC（システムオンチップ）等の開発、

設計、試作を推進している。5 年間で半導体設計における計 8 万 5,000 人のエンジニアや研究者など専門家

を育成する計画であり、インドでの設計領域に特化した人材育成政策が、台湾におけるインド人留学生や半

導体産業の従事者数を押し上げている。

5.2 日本の半導体人材育成の現状

日本も近年国策として半導体産業の振興に注力しており、製造基盤の確保から始まり、次世代技術の確立、

将来技術の開発研究と 3 ステップで深耕していく計画である。TSMC の熊本進出もこの背景によるもので、

他にも世界最先端の 2nm ロジック半導体製造を目指す Rapidus 設立等多くの政策が展開されている 108。
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実ࡏに、台湾には౨ೈアζアからのཻ学ਫ਼਼がѻౙదにଡい。ਦ 5-1は台湾の大学ʀ門学ߏにおけるཻ1297
学ਫ਼の国の಼༃で͍る。上Ғ3か国સてが౨ೈアζアঀ国で͍り、౨ೈアζアঀ国からのཻ学ਫ਼が64%をઐ1298
めている104。これはཀྵܧʀชܧ問Κͥસ学ਫ਼を対েとした౹計では͍るが、4হの台湾大学や成ޯ大学のϐ1299
アϨϱήで౨ೈアζアの学ਫ਼がଡいとのݶが͍り、実ࡏにൔର関ܐの学部においてଡくのϚϨϣʖ1300
Ϟをઐめていることがࣖࠨされる。1301
ϱχにͯいては、౨ೈアζアと同༹ଡくのཻ学ਫ਼が台湾でൔରを学Ξでいる。ಝに߶度ਕࡒがଡく、1302

ྭ͓ͻ陽明交通大学国ࡏൔର学Ӆのദ࢞課ఖ学ਫ਼の4ׄがϱχਕで͍るとい͑105。ഐܢにはϱχ政ැに1303
ΓるICઅ計ਕࡒү成政ࡨが͍る。実ࡏにϱχでは界のൔରઅ計Φϱζωアの20ˍがಉき、ൔରઅ計1304
企業トップ25ऀの大ൔがڎ点をઅしている106など、ଡくのઅ計企業やਕࡒがॄしている。ϱχ政ැは1305
2022年に「Chips to Startup107」プϫήϧϞをཱིͬ上͝、ϱχસౖの学術機関、研究機関、ηνʖトアップ1306
やঘ企業100機関以上を対েに、ಝఈ༽けICοップやSoC（εητϞΨϱοップ）の、અ計、1307ࢾ
作を推進している。5年間でൔରઅ計における計8ຬ5,000ਕのΦϱζωアや研究ंなど門家をү成する計1308
画で͍り、ϱχでのઅ計ҮにಝԿしたਕࡒү成政ࡨが、台湾におけるϱχਕཻ学ਫ਼やൔର産業のॊ1309
をԣし上͝ている。1310਼ंࣆ

1311

ೖຌの半導体人材育成のݳয়1312

ೖຌۛ年国ࡨとしてൔର産業の৾ڷにྙしており、ଆ基൭の֮ฯから࢟まり、࣏େ技術の֮1313
ཱི、গ来技術の研究と3ητップでߠしていく計画で͍る。TSMCのۿຌ進出このഐܢにΓるの1314
で、ଠに界最先端の2nmϫζッέൔରଆをࢨすRapidusઅཱིଡくの政ࡨがఴされている108。1315

1316

図 5-2 ೖຌのޛࠕの半導体કྲྀのસ体1317
出典：脚注108より1318

104 .”基ຌ౹計資訊ߏү部౹計႖. “學گ ,ү部౹計႖, January 2024گ
https://depart.moe.edu.tw/ed4500/News.aspx?n=5A930C32CC6C3818&sms=91B3AAE8C6388B96
105 ៅᖘೖ報. “ർຓཀྵؒೋߡʄ大ྖһ度IITඡ業ਫ਼ု台ᙝఖࢥʁըبқ᠅ଶ10年”, August 2023, 
https://money.udn.com/money/story/5612/7406055
106 JETRO. “ൔରઅ計の研究、ਕࡒү成に政ැが支ԋ”, March 2023,
KWWSV���ZZZ�MHWUR�JR�MS�EL]QHZV���������HI��G�E��HG���H��KWPO
107 Ministry of Electronics & Information Technology. Website of Chips to Startup. https://c2s.gov.in/
108 経済産業. “࣏େൔରのઅ計ʀଆ基൭ཱི֮にけて” November 2022,
https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221111004/20221111004-1.pdf
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図 5-2　日本の今後の半導体戦略の全体像

しかし、1990 年以降、産業規模の縮小に伴い半導体産業の従事者数は減少の一途をたどっており、産業

振興の大きなボトルネックとなっている。特に IC 製造分野の人材減少が深刻であり、1999 年と比較し 20

年で約 40% にまで減少している 109。他方で電子情報技術産業協会（JEITA）110 によると、今後 10 年間で

經濟日報 . “比麻省理工還難考！大量印度 IIT 畢業生來台當工程師：我願意繼續待 10 年”, August 2023, 
https://money.udn.com/money/story/5612/7406055
JETRO. “半導体設計の研究開発、人材育成に政府が支援”, March 2023,
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/03/ef99d4b40ed711e0.html
Ministry of Electronics & Information Technology. Website of Chips to Startup. https://c2s.gov.in/
経済産業省 . “次世代半導体の設計・製造基盤確立に向けて” November 2022, 
https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221111004/20221111004-1.pdf
経済産業省 商務情報政策局 . “半導体・デジタル産業戦略”, June 2023, 
https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230606003/20230606003-1.pdf
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の半導体人材必要数は主要企業だけで 43,000 人と試算されており、深刻な需給ギャップが存在している。
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1319
しかし、1990年以߳、産業وໝのक़ঘにいൔର産業のॊ਼ंࣆはݰঙのҲをたどっており、産業৾1320

で͍り、1999年とർֳし20年で༁1321ࠃঙがݰࡒの大きなϚトϩϋッέとなっている。ಝにICଆのਕڷ
40%にまでݰঙしている109。ଠ๏でుࢢ情報技術産業ڢ会（JEITA）110にΓると、10ޛࠕ年間でのൔରਕ1322ࡒ
ච要਼はक要企業ͫけで43,000ਕとࢋࢾされており、ࠃなऩ給άϡップがଚࡑしている。1323

1324

図 5-3 ೖຌの半導体関連産業のॊ਼ंࣆਬҢ1325
出典：脚注109より1326

1327
༁30年にోりൔରଆの先端Үは台湾やؘ国でఴしており、ೖຌではਕࡒの供給「ྖ」ͫけで1328

なく、先進ൔର技術に通した「࣯」の߶い߶度ਕࡒݸられ、ਕࡒをखりתく課題はࠃで͍る。ೖຌ1329
のൔରਕࡒү成は、कにஏҮ͟とのαϱλʖεアϞと最先端ൔର技術ιϱνʖ（Leading-edge 1330
Semiconductor Technology Center、以ԾLSTC）が推進している。ஏҮαϱλʖεアϞは、ஏҮ͟とに֫と1331
なる大学と企業をৼとした産ׯ学連携ૌ৭で͍り、ஏҮのಝに合Κͦたਕࡒү成を推進している。ଠ๏1332
最先端のプϫϓΥッεϥψϩʀήϫʖώϩਕࡒのү成を୴͑のが2022年にઅཱིされたLSTCで͍り、յ࿑અ1333
計から最先端Ϗッίʖζϱή、ྖ産プϫιηまでҲـ通ؑで୴͓るਕࡒのү成๏๑をݗ討している。1334
また、ช部科学は2025年から「ൔରਕࡒү成ڎ点形成ࣆ業」を推進し、સ国7かॶの「ൔରਕࡒү成1335

Ί、1336ک、点のඍを支ԋする。ൔରに関するஏҮやڎү成ࡒಉにΓるൔରਕڢ点」をમ出し、産学ڎ
ಝ৯（ࢾ作やઅ計ڧなど）を༙する大学や߶が対েで、સ国のൔରਕࡒү成ڎ点のৼとして経済産1337
業やLSTCなどと連携しながらگүプϫήϧϞのϓϪʖϞϭʖέやඬ६దに学΄きൔରαアαϱϒτ1338
ϱεʖを作成する「ӣӨڎ点（ߏࣆײ）ߏ」と、ஏҮαϱλʖεアϞや産業界、ޛफ़の「ൔର基൭プϧッ1339
トϓΧʖϞ」などと連携しながら、֦ஏҮのωʖθをಁま͓、Ү಼の਼大学が参画する連携گܗүプϫή1340
ϧϞを推進していく「ஏҮのڎ点ߏ」からߑ成される111。大学におけるൔରਕࡒү成کԿの先行దなख1341
りૌΊとして、「大学ʀ߶機کԿ支ԋࣆ業」を༽したۿຌ大学のྭࣆが͍る。ࣆ業はデζνϩʀήϨ1342

109 経済産業 ঐ務情報政ۃࡨ. “ൔରʀデζνϩ産業કྲྀ”, June 2023, 
https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230606003/20230606003-1.pdf
110 ుࢢ情報技術産業ڢ会ൔର部会. “国ڟࡏ૬ྙکԿを実ݳするためのൔରકྲྀ 2024年൝”, May 2024,
https://semicon.jeita.or.jp/news/docs/20240513_JEITA-JSIA_teigensyo.pdf
111 ช部科学. “成ௗを支͓るൔରਕࡒのү成ڎ点の形成”, March 2025 accessed, 
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/mext_03208.html
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図 5-3　日本の半導体関連産業の従事者数推移

約 30 年に渡り半導体製造分野の先端領域は台湾や韓国で発展しており、日本では人材の供給「量」だ

けでなく、先進半導体技術に精通した「質」の高い高度人材も限られ、人材を取り巻く課題は深刻であ

る。日本の半導体人材育成は、主に地域ごとのコンソーシアムと最先端半導体技術センター（Leading-edge 

Semiconductor Technology Center、以下 LSTC）が推進している。地域コンソーシアムは、地域ごとに核

となる大学と企業を中心とした産官学連携組織であり、地域の特性に合わせた人材育成を推進している。他

方最先端のプロフェッショナル・グローバル人材の育成を担うのが 2022 年に設立された LSTC であり、回

路設計から最先端パッケージング、量産プロセスまで一気通貫で担える人材の育成方法を検討している。

また、文部科学省は 2025 年から「半導体人材育成拠点形成事業」を推進し、全国 7 か所の「半導体人材

育成拠点」を選出し、産学協働による半導体人材育成拠点の整備を支援する。半導体に関する地域性や、強み、

特色（試作や設計環境など）を有する大学や高専が対象で、全国の半導体人材育成拠点の中心として経済産

業省や LSTC などと連携しながら教育プログラムのフレームワークや標準的に学ぶべき半導体コアコンピ

テンシー等を作成する「運営拠点校（幹事校）」と、地域コンソーシアムや産業界、後述の「半導体基盤プ

ラットフォーム」などと連携しながら、各地域のニーズを踏まえ、域内の複数大学が参画する連携型教育プ

ログラムを推進していく「地域の拠点校」から構成される 111。大学等における半導体人材育成強化の先行

的な取り組みとして、「大学・高専機能強化支援事業」を活用した熊本大学の事例がある。当事業はデジタル・

グリーン等の成長分野をけん引する高度専門人材の育成のための、大学や高専の学部再編、新設、定員増な

どに伴う体制強化の支援を行うもので、熊本大学は、この事業を活用し「自然科学教育部」に「半導体情報

専攻（修士・博士課程）」を新設。台湾を含む国内外の大学等と連携し、高度人材の育成を強化する 112。

研究開発人材の育成や研究開発基盤強化に向けた施策も展開されている。オールジャパンでの研究開発支

電子情報技術産業協会半導体部会 . “国際競争力強化を実現するための半導体戦略 2024 年版”, May 2024, 
https://semicon.jeita.or.jp/news/docs/20240513_JEITA-JSIA_teigensyo.pdf
文部科学省 . “成長分野を支える半導体人材の育成拠点の形成”, March 2025 accessed, 
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/mext_03208.html
熊本大学 . “令和５年度 大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）熊本大学の取組に
ついて”. 経済産業省 , September 2023, https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_suishin/pdf/003_04_00.pdf
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援、研究基盤整備、人材育成を基本的な方針とし、次世代の核心的半導体集積回路の創生を目的とした研究

開発や人材育成支援「次世代 X-nics 半導体創成拠点形成事業」では、東京大学、東北大学、東京科学大学

による 3 プロジェクトが採択され、推進されている 113。研究基盤整備においては既存の「マテリアル先端

リサーチインフラ（ARIM Japan）」を強化し、全国に分散している研究設備や技術、ノウハウ、データの

共用により、「半導体基盤プラットフォーム」として研究基盤を強化する 114。

そのほか高校生向けの取り組みとして「高等学校 DX 加速化推進事業（DX ハイスクール）」がある。全

国の高校約 1,200 校を対象に、情報や数学等に関するカリキュラム実施を強化するもので、半導体に関連す

る教科・科目を開設する「半導体重点枠」が用意されており、産業界との連携を通じた次世代の人材育成を

行っている 115。

調査報告書 ｜ 台湾における半導体人材育成施策と実態

JST アジア・太平洋総合研究センター   APRC-FY2024-RR-03 
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ʖϱの成ௗをけΞӀする߶度門ਕࡒのү成のための、大学や߶の学部࠸ฦ、અ、ఈ員ଁなどに1343
͑ରکԿの支ԋを行͑ので、ۿຌ大学は、このࣆ業を༽し「自ષ科学گү部」に「ൔର情報1344ߊ
（र࢞ʀദ࢞課ఖ）」をઅ。台湾を国಼の大学と連携し、߶度ਕࡒのү成をکԿする112。1345
研究ਕࡒのү成や研究基൭کԿにけた施ࡨఴされている。ΨʖϩζϡϏϱでの研究支1346

ԋ、研究基൭ඍ、ਕࡒү成を基ຌదな๏ਓとし、࣏େの֫ৼదൔରॄյ࿑のਫ਼をదとした研究1347
やਕࡒү成支ԋ「࣏େX-nicsൔର成ڎ点形成ࣆ業」では、౨ښ大学、౨大学、౨ښ科学大学にΓ1348
る3プϫζΥέトが採され、推進されている113。研究基൭ඍにおいてはعଚの「ϜτϨアϩ先端Ϩγʖο1349
ϱϓϧ（ARIM Japan）」をکԿし、સ国にࢆしている研究અඍや技術、όΤύΤ、デʖνの共༽にΓり、1350
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科ʀ1353گԿするので、ൔରに関連するکを対েに、情報や਼学に関するカϨΫϣϧϞ実施をߏ༁1,200ߏ߶
科をઅする「ൔର॑点」が༽қされており、産業界との連携を通じた࣏େのਕࡒү成を行ってい1354
る115。1355
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図 5-4 ۿຌ大学半導体報ߊの֕གྷ1357
出典：脚注112より1358

1359

半導体人材育成におけるೖ台ྙڢの͍り๏1360

ೖຌのൔରਕࡒү成政ࡨを台湾とർֳすると、台湾のൔରਕࡒү成におけるಝが͓ݡてくる。すな1361
Κͬᶅືەな産学連携にΓるਕࡒү成がᶆԟۃにΓる支ԋのԾᶇ߁い対েに対して実施されている。1362
ᶅືەな産学連携は4হを通じてしくੵしてきたが、台湾のൔରਕࡒү成では産学連携プϫζΥέ1363

トが਼ଡく実施され、૮ޕにϨλʖη補とϟϨットڙ受をしながらਕࡒү成が進められてきた。またү成1364

112 ຌ大学. “ྫ̓年度ۿ 大学ʀ߶機کԿ支ԋࣆ業（߶度情報門ਕࡒの֮ฯにけた機کԿにܐる支ԋ）ۿຌ大学のखૌにͯ
いて”. 経済産業, September 2023, https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_suishin/pdf/003_04_00.pdf
113 ช部科学研究࣏“ .ۃେX-nicsൔରਫ਼ڎ点形成ࣆ業にͯいて”. 経済産業, April 2022, 
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/0005/04.pdf
114 ช部科学 nྫ7年度༩ࢋ（案）のϛϱト|, March 2025, https://www.mext.go.jp/content/20250116-ope_dev03-
000039564_1.pdf
115 ช部科学, “ྫ7年度 ߶学ߏDXՅଐԿ推進ࣆ業(DXύηέʖϩ)”, March 2025 accessed, 
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/mext_02975.html
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図 5-4　熊本大学半導体情報専攻の概要

5.3 半導体人材育成における日台協力のあり方

日本の半導体人材育成政策を台湾と比較すると、台湾の半導体人材育成における特徴が見えてくる。すな

わち①緊密な産学連携による人材育成が②中央当局による支援の下③幅広い対象に対して実施されている。

①緊密な産学連携は第 4 章を通じて詳しく分析してきたが、台湾の半導体人材育成では産学連携プロジェ

クトが数多く実施され、相互にリソース補完とメリット享受をしながら人材育成が進められてきた。また育

成や教育、研究だけでなく、卒業後のスムーズな産業界への橋渡し、すなわち就職にも産学連携のインター

ンや共同研究などが活用され、この産学間の人材や技術の流動性の高さは台湾半導体産業の強みの源泉に

なっている。

②については、台湾では人材育成に際し中央当局が各施策の立案、推進を行っており、地域コンソーシア

ムや 2025 年設置が予定されている半導体人材育成拠点を通じて地域ごとに人材育成を推進する日本とは大

きく異なる点のひとつである。表 5-2 の各施策はいずれも中央当局の各機関が立案、推進する施策であり、

文部科学省研究開発局 . “次世代 X-nics 半導体創生拠点形成事業について”. 経済産業省 , April 2022, 
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/0005/04.pdf
文部科学省 “令和 7 年度予算（案）のポイント”, March 2025, 
https://www.mext.go.jp/content/20250116-ope_dev03-000039564_1.pdf
文部科学省 , “令和 7 年度　高等学校 DX 加速化推進事業 (DX ハイスクール )”, March 2025 accessed, 
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/mext_02975.html
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当局はこれらを通じて産学の人材育成に対し様々な支援（助成金や産学間のマッチング、法制度等の整備な

ど）を提供している。

③育成対象は、高度人材や現場人材の他、高校生や教師、リスキリング、外国人材など周辺人材まで幅広い。

当局施策ではない民間独自の取り組みを含めれば、さらに多くの取り組みが行われていると推測される。こ

れには第 2 章で整理した通り、台湾はファウンドリーモデルを採用し、米国で設計し台湾で製造する国際的

な分業を背景に成長してきたために、製造工程を中心に現場人材を含む広く大きな人材プールを必要として

きたことなどが背景にあるとみられる。ほかにも台湾の大学進学率が 80% を超えることから、日本では高

校卒業後就職し企業で育成されている人材が、実践型大学等で育成されている可能性があり、産業人として

の専門教育の担い手に対する社会構造の違いも考えられる。

表 5-2　半導体人材育成における日台比較
台湾 日本

推進
方法

中央当局（教育部と国科会）による施策制定と支援
緊密な産学連携による育成実行

経済産業省と文部科学省の旗振りの下
LSTCや地域コンソーシアムの産官学連携組織、人材育

成拠点等に指定された大学等が取り組みを推進

対象
工程

国際分業を背景に、製造分野に注力
近年は国科会「晶創台湾方案」等

設計人材の育成にも重点を置き始める

足元の製造基盤の確保
次世代技術の確立
将来技術の研究開発

高度
人材

教育部「産学創新条例」による半導体学院で
産業リソースの効果的な活用や

国科会「TSRI」の研究インフラ提供

LSTCでの先端研究開発を通じた人材育成
文科省「半導体人材育成拠点形成事業」

「次世代 X-nics半導体創成拠点形成事業」等
文科省「半導体基盤プラットフォーム」構築

現場
人材

国科会「地域産業人材育成及び技術育成拠点設置
プログラム」による産官リソースでの実習環境整備

地域コンソーシアムの各取り組み
（LSTCが旗振り役）

文科省「半導体人材育成拠点形成事業」
「大学・高専機能強化支援事業」

その他
対象

教育部「高校生向け半導体カリキュラム」による高校生の半導
体啓発、「種子教師育成計画」による教師人材育成

労働部「產業新尖兵計畫」等の職業訓練、リスキリング

地域コンソーシアムの各取り組み
文科省「DXハイスクール（半導体重点枠）」による高校

生の半導体啓発

国際
連携

現場人材・高度人材共に積極的に採用
東南アジア諸国やインド、米国や東欧など

LSTCを中心とした設計から製造までの
高度人材育成（欧米）

その他台湾、フィリピン、インド

産業
従事者数

約 31.7万人（2023年）
設計 5.4万人、前工程 13.2万人、後工程 13.1万人

約 6万人（2019年）
集積回路製造業

出典：脚注 113、経済産業省「半導体に関する最近の政策動向について」116、文部科学省「半導体人材の育成に向けた取組について」117より

このように台湾には産官学によるすそ野の広い半導体人材育成エコシステムが確立されており、半導体産

業強化に際して人材の育成、確保が極めて重要な課題となっている日本にとって、日台協力による半導体人

材育成の余地は非常に大きいと考えられる。日台協力による半導体人材育成の大きな方向性として、日本人

材の台湾での産学連携環境による教育環境、ノウハウを活かした育成スキームが考えられるのではないか。

経済産業省商務情報政策局情報産業課 .”半導体に関する最近の政策動向について”, June 2024, 
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/digital_industry/data/r6_doukou.pdf
文部科学省高等教育局専門教育課 . “半導体人材の育成に向けた取組について”, June 2024, 
https://www.mext.go.jp/content/20240627-mx_kankyou-000036752_4.pdf

116
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具体的には、日本の人材を台湾に送り、台湾が持つ人材育成エコシステム内での日本人材の育成である。そ

の際には大学等の教育機関を入口とし、企業の協力により整備された環境での実験や実習、インターンなど

既に大学内で確立されている産学連携人材育成カリキュラムを、活用やアレンジ、組み合わせることで、様々

な人材を育成することができる。
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スΫリンή

ࡏࠅ
連携

用ࡀదにۅ人材・߶度人材共に積ݳ
౨ೈアジアঀࠅΏンχ、

ธࠅΏ౨Ԧなど

LSTCをৼとしͪઅ͖ܯΔଆΉͲの
߶度人材育成ʤԦธʥ

ͨのଠ台湾、ϓΡリϒン、ンχ
産業
ॊंࣆ
਼

༁31.7ຬ人ʤ2023೧ʥ
અ5.4ܯຬ人、ఖ13.2ຬ人、ޛఖ13.1ຬ

人

༁6ຬ人ʤ2019೧ʥ
集積յ࿑ଆ業

出典：脚注113、経ࡃ産業省ʰ半導体に関ͤるۛ࠹の策ಊにͯ͏ͱʱ116、ช෨Ռ学省ʰ半導体人材の1382
育成にけͪखૌにͯ͏ͱʱ117より1383

1384
このΓ͑に台湾には産ׯ学にΓるすͨの߁いൔରਕࡒү成ΦαεητϞがཱི֮されており、ൔର産1385

業کԿにࡏしてਕࡒのү成、֮ฯがۅめて॑要な課題となっているೖຌにとって、ೖ台ྙڢにΓるൔରਕ1386
として、ೖຌਕ1387ү成の大きな๏ࡒにΓるൔରਕྙڢられる。ೖ台͓ߡү成の༪ஏはඉに大きいとࡒ
られるのではないか。1388͓ߡかしたү成ηΫʖϞがόΤύΤを、ڧүگにΓるڧの台湾での産学連携ࡒ
۫ରదには、ೖຌのਕࡒを台湾にૻり、台湾がͯ࣍ਕࡒү成ΦαεητϞ಼でのೖຌਕࡒのү成で͍る。ͨ1389
のࡏには大学のگү機関をとし、企業のྙڢにΓりඍされたڧでの実ݩや実स、ϱνʖϱなど1390
༹、やアϪϱζ、ૌΊ合Κͦることで༼、ү成カϨΫϣϧϞをࡒに大学಼でཱི֮されている産学連携ਕع ʓ1391
なਕࡒをү成することができる。1392

1393

図 5-5 半導体人材育成におけるೖ台ྙڢのࡑり๏1394
1395

界最先端の技術や産業ࣆ情に通したਕࡒがଡくおり、またগ来の産業ఴを୴͑༑ऴなਕࡒがᛯ1396
ຑしている台湾で学ことは、ೖຌのਕࡒのү成に大きなқ義が͍る。また、༑ऴなਕࡒのү成には実1397ݩ

116 経済産業ঐ務情報政ۃࡨ情報産業課.”ൔରに関する最ۛの政ࡨ動にͯいて”, June 2024, 
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/digital_industry/data/r6_doukou.pdf
117 ช部科学߶گүۃ門گү課. “ൔରਕࡒのү成にけたखૌにͯいて”, June 2024, 
https://www.mext.go.jp/content/20240627-mx_kankyou-000036752_4.pdf
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図 5-5　半導体人材育成における日台協力の在り方

世界最先端の技術や産業事情に精通した人材が多くおり、また将来の産業発展を担う優秀な人材が切磋琢

磨している台湾で学ぶことは、日本の人材の育成にも大きな意義がある。また、優秀な人材の育成には実験

や実習等実技教育が不可欠である。台湾の研究型大学における、企業が提供する 5nm レベルの先端製造プ

ロセスを用いたチップの試作環境や、実践型大学の実際の製造ラインと同じ装置を用いた実習環境は、日本

には存在せず、その立ち上げにも膨大な経費と時間を要する。従って、半導体人材育成、特に実験や実習な

どの実技教育は、日本人材が来台し、台湾で実施することが適していると考えられる。

なお、このスキームは日本だけでなく台湾にもメリットがあると考えられる。台湾で学んだ日本人材の一

部は台湾に残り、台湾で活躍していくことも想定され、これは少子化で労働力が減り続け、積極的に国際人

材の獲得を推進する台湾にとってもメリットに成り得る。また、人材育成を通して半導体産業における日台

のコネクションが強化されることは、台湾のサプライチェーン強化の観点からも意義深いことである。

日台協業の人材育成には、具体的に以下の 6 スキームが考えられる。以下、各スキームの概要説明と、ヒ

アリングによって得られた声及び萌芽事例を述べる。
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図 5-6　半導体人材育成における日台協力 6スキーム

5.3.1 現場人材の育成

台湾の産学が密接に連携した教育環境や、実践人材育成のための実習設備を活用した、即戦力育成モデル

で、日本で半導体の基礎や理論、初級中国語を学び、台湾で実習や企業インターン等を行うスキームである。

プログラムの期間は短期 ･ 長期共に考えられるが､ 十分な実践力のトレーニングのため､ 長期（1 から 2 学

期程度）のプログラムが望ましいと考えられる。
調査報告書 ｜ 台湾における半導体人材育成施策と実態
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図 5-7 ݳ人材の育成スΫーϞ1416
1417

ϐアϨϱήでは、以ԾのΓ͑なқݡが͍った。1418
 討している。（台湾ൔରଆ企業）1419ݗү成計画をࡒのωʖθが߶く、ೖຌの大学とのਕࡒ場ਕݳ
 ͧͽೖຌのਕࡒをૻってΆしい。産学のړ״がඉにۛい台湾のڧで学ことは、ηΫϩのसಚ1420

やগ来のΫϡϨアのϟʖζがͯかΊやすい点で大きなқ義が͍る。（߶༦科技大学）1421
 実ભڧでٽめられるޢ学ਭ६は߶くない。ݳஏで学びながらޢݶはसಚできるので、ޢ学をύʖχ1422

ϩにͦͥにͧͽ台湾に学びに来てΆしい。ೖຌで、ೖຌޢで基ેを学Ξでから台湾でΓり門దに学1423
๏๑でΓいͫΘ͑。（߶༦科技大学）1424

 来年以߳ӵޢでर࢞や学ߺ࢞がखಚできるൔର学Ғ課ఖをߪする。ೖຌの学ਫ਼ͧͽ学びに来て1425
Άしい。（ೈ台科技大学）1426

 ೖຌଈのωʖθが͍れͻ、ୱҒ交ܗαʖηや交ཻ学などのプϫήϧϞを作ることՆ、ೖຌの1427
企業からのઅඍرଅなどܶする。（ਜ਼र科技大学）1428

๘լྭࣆとして、ೖຌのෳԮ業大学と台湾の明科技大学のୱҒ交ܗプϫήϧϞが͍る。ෳԮ業大1429
学の学ਫ਼は3年࣏までにೖຌで、ཀྵ、Կ学、ుـుࢢյ࿑、ൔରデώη学などのൔରの基ેஎࣟ1430
と基ે国ޢをसಚ、また2年࣏には1ʛ2ु間のཻغ学を明科技大学で実施する。ͨして4年࣏には「ଖ1431
業研究」として明科技大学に1年間ཻ学し、ൔରଆ技術に関する࠴学と実सや企業ϱνʖϱを行1432
͑。2024年に࢟したプϫήϧϞで、明科技大学へのௗཻغ学は2026年に実施される༩ఈで͍る118。1433

1434

図 5-8 ݳ人材の育成スΫーϞ๘լྭࣆʤୱҒ交ܗプロήラϞʥ1435
出典：脚注118より1436

1437
5.3.2 ߶度人材の育成1438

台湾の産学がືંに連携したگүʀ研究ڧを༽した߶度ਕࡒү成Ϡデϩで、研究にܿかͦな1439
い、最先端デώη作がՆな台湾のڧを༽し、産学共同研究にΓる研究やࢾ作、実ݩなどを行1440
͑ηΫʖϞで͍る。ຌηΫʖϞʀௗغいͥれの実施͓ߡられるが、先端ڧでの実ݩをॉ行͑に1441
は、ݳ場ਕࡒү成ηΫʖϞと同༹、Ҳఈغ間のプϫήϧϞがཀྵదで͍Θ͑。1442

118 ෳԮ業大学. “ෳ大ʹ台湾明科技大学 ൔରڢ同گүプϫήϧϞ࢟”. PR TIMES, August 2023漓  
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000047155.html
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図 5-7　現場人材の育成スキーム

ヒアリングでは、以下のような意見があった。

◦　現場人材のニーズが高く、日本の大学との人材育成計画を検討している。（台湾半導体製造企業）

◦　ぜひ日本の人材を送ってほしい。産学の距離感が非常に近い台湾の環境で学ぶことは、スキルの習得

や将来のキャリアのイメージがつかみやすい点で大きな意義がある。（高雄科技大学）

◦　実践環境で求められる語学水準は高くない。現地で学びながら言語は習得できるので、語学をハード

ルにせずにぜひ台湾に学びに来てほしい。日本で、日本語で基礎を学んでから台湾でより専門的に学

ぶ方法でもよいだろう。（高雄科技大学）

◦　来年以降英語で修士や学士号が取得できる半導体学位課程を開講する。日本の学生もぜひ学びに来て

ほしい。（南台科技大学）

◦　日本側のニーズがあれば、単位交換型コースや交換留学などのプログラムを作ることも可能、日本の

企業からの設備寄贈なども歓迎する。（正修科技大学）

萌芽事例として、日本の福岡工業大学と台湾の明新科技大学の単位交換型プログラムがある。福岡工業大
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や実स実技گүがՆܿで͍る。台湾の研究ܗ大学における、企業が提供する5nmϪϗϩの先端ଆプϫ1398
ιηを༽いたοップのࢾ作ڧや、実ભܗ大学の実ࡏのଆϧϱと同じૹを༽いた実सڧは、ೖຌに1399
はଚͥͦࡑ、ͨのཱིͬ上͝に大な経ඇと࣎間を要する。ॊって、ൔରਕࡒү成、ಝに実ݩや実सなど1400
の実技گүは、ೖຌਕࡒが来台し、台湾で実施することがనしていると͓ߡられる。1401
なお、このηΫʖϞはೖຌͫけでなく台湾にϟϨットが͍ると͓ߡられる。台湾で学ΞͫೖຌਕࡒのҲ1402

部は台湾にり、台湾で༄していくことఈされ、これはঙࢢԿで࿓ಉྙがݰりକけ、ۅదに国ࡏਕ1403
ү成を通してൔର産業におけるೖ台1404ࡒの֭ಚを推進する台湾にとってϟϨットに成りಚる。また、ਕࡒ
のαϋέεϥϱがکԿされることは、台湾のγプϧοΥʖϱکԿの؏点からқ義いことで͍る。1405
ೖ台ڢ業のਕࡒү成には、۫ରదに以Ծの6ηΫʖϞが͓ߡられる。以Ծ、֦ηΫʖϞの֕要ઈ明と、ϐア1406

ϨϱήにΓってಚられた及び๘լྭࣆをफ़΄る。1407
1408

図 5-6 半導体人材育成におけるೖ台6ྙڢスΫーϞ1409
1410

5.3.1 人材の育成1411ݳ
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られる。1415͓ߡఖ度）のプϫήϧϞがましいとغ
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学の学生は 3 年次までに日本で、物理、化学、電気電子回路、半導体デバイス工学などの半導体の基礎知識

と基礎中国語を習得、また 2 年次には 1 ～ 2 週間の短期留学を明新科技大学で実施する。そして 4 年次には「卒

業研究」として明新科技大学に 1 年間留学し、半導体製造技術に関する座学と実習や企業インターンを行う。

2024 年に開始したプログラムで、明新科技大学への長期留学は 2026 年に実施される予定である 118。
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図 5-7 ݳ人材の育成スΫーϞ1416
1417

ϐアϨϱήでは、以ԾのΓ͑なқݡが͍った。1418
 討している。（台湾ൔରଆ企業）1419ݗү成計画をࡒのωʖθが߶く、ೖຌの大学とのਕࡒ場ਕݳ
 ͧͽೖຌのਕࡒをૻってΆしい。産学のړ״がඉにۛい台湾のڧで学ことは、ηΫϩのसಚ1420

やগ来のΫϡϨアのϟʖζがͯかΊやすい点で大きなқ義が͍る。（߶༦科技大学）1421
 実ભڧでٽめられるޢ学ਭ६は߶くない。ݳஏで学びながらޢݶはसಚできるので、ޢ学をύʖχ1422

ϩにͦͥにͧͽ台湾に学びに来てΆしい。ೖຌで、ೖຌޢで基ેを学Ξでから台湾でΓり門దに学1423
๏๑でΓいͫΘ͑。（߶༦科技大学）1424

 来年以߳ӵޢでर࢞や学ߺ࢞がखಚできるൔର学Ғ課ఖをߪする。ೖຌの学ਫ਼ͧͽ学びに来て1425
Άしい。（ೈ台科技大学）1426

 ೖຌଈのωʖθが͍れͻ、ୱҒ交ܗαʖηや交ཻ学などのプϫήϧϞを作ることՆ、ೖຌの1427
企業からのઅඍرଅなどܶする。（ਜ਼र科技大学）1428
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業研究」として明科技大学に1年間ཻ学し、ൔରଆ技術に関する࠴学と実सや企業ϱνʖϱを行1432
͑。2024年に࢟したプϫήϧϞで、明科技大学へのௗཻغ学は2026年に実施される༩ఈで͍る118。1433

1434

図 5-8 ݳ人材の育成スΫーϞ๘լྭࣆʤୱҒ交ܗプロήラϞʥ1435
出典：脚注118より1436

1437
5.3.2 ߶度人材の育成1438

台湾の産学がືંに連携したگүʀ研究ڧを༽した߶度ਕࡒү成Ϡデϩで、研究にܿかͦな1439
い、最先端デώη作がՆな台湾のڧを༽し、産学共同研究にΓる研究やࢾ作、実ݩなどを行1440
͑ηΫʖϞで͍る。ຌηΫʖϞʀௗغいͥれの実施͓ߡられるが、先端ڧでの実ݩをॉ行͑に1441
は、ݳ場ਕࡒү成ηΫʖϞと同༹、Ҳఈغ間のプϫήϧϞがཀྵదで͍Θ͑。1442

118 ෳԮ業大学. “ෳ大ʹ台湾明科技大学 ൔରڢ同گүプϫήϧϞ࢟”. PR TIMES, August 2023漓  
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000047155.html
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図 5-8　現場人材の育成スキーム萌芽事例（単位交換型プログラム）

5.3.2 高度人材の育成

台湾の産学が密接に連携した教育・研究開発環境を活用した高度人材育成モデルで、研究開発に欠かせな

い、最先端デバイス製作が可能な台湾の環境を活用し、産学共同研究による研究開発や試作、実験などを行

うスキームである。本スキームも短・長期いずれの実施も考えられるが、先端環境での実験を十分行うには、

現場人材育成スキームと同様、一定期間のプログラムが理想的であろう。調査報告書 ｜ 台湾における半導体人材育成施策と実態
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図 5-9 ߶度人材の育成スΫーϞ1443
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ϐアϨϱήでは、以ԾのΓ͑なқݡが͍った。1445
 台湾には߶度ਕࡒү成にՆܿな最先端の研究ڧが͍る。陽明交通大学の学ਫ਼は、TSMCの最先端1446

οップਫ਼産ϧϱを࢘ってTSMCの門家のྙڢのԾ最先端デώηをࢾ作できる。ͨのΆかTSRI1447
や、学಼અඍ、大学಼のϨλʖηにΓるै実した研究ڧがっている。（陽明交通大学）1448

 ೖຌਕࡒ、産学がεʖϞϪηに連携し最先端のگүڧがっている台湾ݳஏで学΄きで͍る。1449
プϫήϧϞ1450ܗ作することが大で͍る。台湾の大学とのୱҒ交ࢾに最先端デώηをࡏஏで実ݳ
にೖຌの大学参Յしてはど͑か。（陽明交通大学）1451

 台湾とೖຌはڢ業の༪ஏはଡい。εϱϛζΤϞを通じた学術交ླྀや、成ޯ大学が実施するγϜʖη1452
έʖϩへの参Յなどが͓ߡられるのではないか。（成ޯ大学）1453

๘լྭࣆにはೖຌのྭࣆではないが、ธ国のϏデϣʖ大学と台湾の陽明交通大学にΓるデϣアϩデΡήϨ1454
ʖαʖηが͍る。ຌプϫήϧϞは2ஊでߑ成され、前ൔは陽明交通大学にΓるϏデϣʖ大学の学ਫ਼への1455࠴
学ߪ義をΨϱϧϱで実施、プϫήϧϞのޛൔには実ࡏに台湾でTSMCが提供する5nmの先端ϫζッέデώ1456
ηࢾ作ڧや、陽明交通大学಼のઅඍにΓる実ݩや企業ϱνʖϱを実施することで、最先端ڧで1457
の߶度ਕࡒのү成をਦる119。1458

1459

図 5-10 ߶度人材育成のスΫーϞ๘լྭࣆʤξϔϩυΡήリーαースʥ1460
出典：脚注119、陽明交通大学ϐアリンήより1461

1462
5.3.3 ߶度人材の育成ʤR&D人材ʥ1463

ຌηΫʖϞは、台湾ൔର企業のωʖθに基づきೖຌのگү機関が共同研究を行͑ので͍る。گү1464
機関のگदが台湾の最先端ڧを༽し、企業とືに連携しながら先端研究を行͓るଠ、研究を通1465
じてर࢞ʀദ࢞ਕࡒү成غଶでき、研究ਕࡒのү成にر༫すると͓ߡられる。1466

1467

図 5-11 ߶度人材ʤR&D人材ʥの育成スΫーϞ1468
1469

119 .”ҟྭߏᓈߵ陽明交通大學ᢝඬ؆大學ద合作進ఖ-以ో大學及ґཤଡ଼大學“ .دྜྷ 國立陽明交通大學, February 2025 accessed,
https://www.nycu.edu.tw/nycu/ch/app/data/view?module=nycu0127&id=3013&serno=81746ec0-edd9-4277-8680-999a0bed06e0
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図 5-9　高度人材の育成スキーム

ヒアリングでは、以下のような意見があった。

◦　台湾には高度人材育成に不可欠な最先端の研究環境がある。陽明交通大学の学生は、TSMC の最先端

チップ生産ラインを使って TSMC の専門家の協力の下最先端デバイスを試作できる。そのほか TSRI

や、学内設備等、大学内外のリソースによる充実した研究環境が整っている。（陽明交通大学）

◦　日本人材も、産学がシームレスに連携し最先端の教育環境が整っている台湾現地で学ぶべきである。

現地で実際に最先端デバイスを試作することが大切である。台湾の大学との単位交換型プログラム等

に日本の大学も参加してはどうか。（陽明交通大学）

◦　台湾と日本は協業の余地は多い。シンポジウム等を通じた学術交流や、成功大学が実施するサマース

クールへの参加などが考えられるのではないか。（成功大学）

萌芽事例には日本の事例ではないが、米国のパデュー大学と台湾の陽明交通大学によるデュアルディグ

リーコースがある。本プログラムは 2 段階で構成され、前半は陽明交通大学によるパデュー大学の学生への

座学講義をオンラインで実施、プログラムの後半には実際に台湾で TSMC が提供する 5nm の先端ロジック

デバイス試作環境や、陽明交通大学内の設備等による実験や企業インターン等を実施することで、最先端環

境での高度人材の育成を図る 119。

福岡工業大学 . “福工大×台湾明新科技大学　半導体協同教育プログラム開始”. PR TIMES, August 2023，  
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000047155.html
林奇宏 . “陽明交通大學與標竿大學的合作進程 - 以普渡大學及伊利諾大學香檳分校為例”. 國立陽明交通大學 , February 2025 
accessed, https://www.nycu.edu.tw/nycu/ch/app/data/view?module=nycu0127&id=3013&serno=81746ec0-edd9-4277-8680-
999a0bed06e0
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119
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出典：脚注 119、陽明交通大学ヒアリングより

図 5-10　高度人材育成のスキーム萌芽事例（ダブルディグリーコース）

5.3.3 高度人材の育成（R&D人材）

本スキームは、台湾半導体企業のニーズに基づき日本の教育機関が共同研究開発を行うものである。教育

機関の教授等が台湾の最先端環境を活用し、企業とも密に連携しながら先端研究を行える他、研究開発を通

じて修士・博士人材育成も期待でき、研究人材の育成に寄与すると考えられる。
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ʖαʖηが͍る。ຌプϫήϧϞは2ஊでߑ成され、前ൔは陽明交通大学にΓるϏデϣʖ大学の学ਫ਼への1455࠴
学ߪ義をΨϱϧϱで実施、プϫήϧϞのޛൔには実ࡏに台湾でTSMCが提供する5nmの先端ϫζッέデώ1456
ηࢾ作ڧや、陽明交通大学಼のઅඍにΓる実ݩや企業ϱνʖϱを実施することで、最先端ڧで1457
の߶度ਕࡒのү成をਦる119。1458

1459

図 5-10 ߶度人材育成のスΫーϞ๘լྭࣆʤξϔϩυΡήリーαースʥ1460
出典：脚注119、陽明交通大学ϐアリンήより1461

1462
5.3.3 ߶度人材の育成ʤR&D人材ʥ1463

ຌηΫʖϞは、台湾ൔର企業のωʖθに基づきೖຌのگү機関が共同研究を行͑ので͍る。گү1464
機関のگदが台湾の最先端ڧを༽し、企業とືに連携しながら先端研究を行͓るଠ、研究を通1465
じてर࢞ʀദ࢞ਕࡒү成غଶでき、研究ਕࡒのү成にر༫すると͓ߡられる。1466

1467

図 5-11 ߶度人材ʤR&D人材ʥの育成スΫーϞ1468
1469

119 .”ҟྭߏᓈߵ陽明交通大學ᢝඬ؆大學ద合作進ఖ-以ో大學及ґཤଡ଼大學“ .دྜྷ 國立陽明交通大學, February 2025 accessed,
https://www.nycu.edu.tw/nycu/ch/app/data/view?module=nycu0127&id=3013&serno=81746ec0-edd9-4277-8680-999a0bed06e0
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図 5-11　高度人材（R&D人材）の育成スキーム

ヒアリングでは、以下のような意見があった。

◦　日本の大学と協業する際の台湾企業の最大の価値は、先端デバイスの試作環境にある。また台湾企業

も日本人材獲得というメリットがある。（台湾半導体製造企業）

◦　業界最先端の製造プロセスは 2nm だが、大学は学校にもよるが 28nm プロセスの設備しかないなどと、

産学で大きなギャップがあり、最先端プロセスによる人材育成には産学連携が必須。（台湾半導体設

計企業）

◦　TIARA が推進する全ての産学連携研究計画には、必ず最低 1 名の博士人材を含める決まりとし

ている。博士級人材へ先端研究の機会と資金のマッチングを通じて高度人材の育成を行っている。

（TIARA）

萌芽事例として、日本の東京大学と台湾 TSMC の先進半導体アライアンスが挙げられる。半導体技術の

共同研究アライアンスであり、産学連携で設計した領域特化型チップ（AI アクセラレータなど特定領域の

応用に使用できる専用仕様の半導体チップ）を TSMC の最新プロセスで試作する。東京大学は本アライア

ンス推進のために東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター（d.lab）を設立した 120。

調査報告書 ｜ 台湾における半導体人材育成施策と実態

JST アジア・太平洋総合研究センター   APRC-FY2024-RR-03 

66

ϐアϨϱήでは、以ԾのΓ͑なқݡが͍った。1470
 ೖຌの大学とڢ業するࡏの台湾企業の最大のՃは、先端デώηのࢾ作ڧに͍る。また台湾企業1471

ೖຌਕ֭ࡒಚとい͑ϟϨットが͍る。（台湾ൔରଆ企業）1472
 業界最先端のଆプϫιηは2nmͫが、大学は学ߏにΓるが28nmプϫιηのઅඍしかないなど1473

と、産学で大きなάϡップが͍り、最先端プϫιηにΓるਕࡒү成には産学連携がචਤ。（台湾ൔ1474
ରઅ計企業）1475

 TIARAが推進するસての産学連携研究計画には、චͥ最ఁ1名のദ࢞ਕࡒをめる݀まりとしてい1476
る。ദڅ࢞ਕࡒへ先端研究の機会と資金のϜッοϱήを通じて߶度ਕࡒのү成を行っている。1477
（TIARA）1478

๘լྭࣆとして、ೖຌの౨ښ大学と台湾TSMCの先進ൔରアϧアϱηが͝ڏられる。ൔର技術の共1479
同研究アϧアϱηで͍り、産学連携でઅ計したҮಝԿܗοップ（AIアέιϧϪʖνなどಝఈҮのԢ༽1480
に࢘༽できる༽༹のൔରοップ）をTSMCの最プϫιηでࢾ作する。౨ښ大学はຌアϧアϱη推1481
進のために౨ښ大学大学Ӆ学ܧ研究科εητϞデδϱ研究ιϱνʖ（d.lab）をઅཱིした120。1482

1483

図 5-12 ߶度人材ʤR&D人材ʥの育成スΫーϞ๘լྭࣆʤ先半導体アラアンスʥ1484
出典：脚注120より1485

1486
5.3.4 人材の育成1487ࢥگ

ຌηΫʖϞは、台湾の産学がືંに連携したگүڧを༽した、ࢥگやޫࢥگ補ਕࡒのηΫϩアップϠ1488
デϩで͍る。ਕࡒү成には͓گघのଚࡑが࣯ʀྖとにՆܿで͍る。ү成対েとなるࢥگਕࡒは、ൔର1489
関連எࣟを͓گるࢥگのଠにޢ学ࢥگ͓ߡられる。前ंは、߶や大学のుࢢుـ学ܧのگ員に対す1490
る、ଆ実務や最先端の技術や産業எࣟのཀྵ解ଇ進や、߶ߏのཀྵ科ࢥگに対するൔର基ેやگद๑のस1491
ಚなど、ൔରに関するஎࣟや技術を͓گるࢥگのү成で͍る。ंޛは、ೖຌにおける国ޢやೖຌޢの1492ޢ
学ࢥگに対するൔର基ેஎࣟと門ޢኰ研रにΓり、ൔରのೖώϨϱΪϩਕࡒү成کԿをૄ͑1493
ので͍る。1494

図 5-13 人材の育成スΫーϞ1495ࢥگ
1496

ϐアϨϱήでは、以ԾのΓ͑なқݡが͍った。1497

120 ౨ښ大学. “౨ښ大学ʀTSMC 先進ൔରアϧアϱηにͯいて”, November 2019, 
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400127684.pdf
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出典：脚注 120より

図 5-12　高度人材（R&D人材）の育成スキーム萌芽事例（先進半導体アライアンス）

東京大学 . “東京大学・TSMC 先進半導体アライアンスについて”, November 2019, 
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400127684.pdf

120
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5.3.4 教師人材の育成

本スキームは、台湾の産学が密接に連携した教育環境を活用した、教師や教師候補人材のスキルアップモ

デルである。人材育成には教え手の存在が質・量ともに不可欠である。育成対象となる教師人材は、半導体

関連知識を教える教師の他に語学教師も考えられる。前者は、高専や大学の電子電気工学系の教員に対する、

製造実務や最先端の技術や産業知識の理解促進や、高校等の理科教師に対する半導体基礎や教授法の習得な

ど、半導体に関する知識や技術を教える教師の育成である。後者は、日本における中国語や日本語の語学教

師に対する半導体基礎知識と専門語彙研修により、半導体分野の日中バイリンガル人材育成強化を狙うもの

である。
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ϐアϨϱήでは、以ԾのΓ͑なқݡが͍った。1470
 ೖຌの大学とڢ業するࡏの台湾企業の最大のՃは、先端デώηのࢾ作ڧに͍る。また台湾企業1471

ೖຌਕ֭ࡒಚとい͑ϟϨットが͍る。（台湾ൔରଆ企業）1472
 業界最先端のଆプϫιηは2nmͫが、大学は学ߏにΓるが28nmプϫιηのઅඍしかないなど1473

と、産学で大きなάϡップが͍り、最先端プϫιηにΓるਕࡒү成には産学連携がචਤ。（台湾ൔ1474
ରઅ計企業）1475

 TIARAが推進するસての産学連携研究計画には、චͥ最ఁ1名のദ࢞ਕࡒをめる݀まりとしてい1476
る。ദڅ࢞ਕࡒへ先端研究の機会と資金のϜッοϱήを通じて߶度ਕࡒのү成を行っている。1477
（TIARA）1478

๘լྭࣆとして、ೖຌの౨ښ大学と台湾TSMCの先進ൔରアϧアϱηが͝ڏられる。ൔର技術の共1479
同研究アϧアϱηで͍り、産学連携でઅ計したҮಝԿܗοップ（AIアέιϧϪʖνなどಝఈҮのԢ༽1480
に࢘༽できる༽༹のൔରοップ）をTSMCの最プϫιηでࢾ作する。౨ښ大学はຌアϧアϱη推1481
進のために౨ښ大学大学Ӆ学ܧ研究科εητϞデδϱ研究ιϱνʖ（d.lab）をઅཱིした120。1482

1483

図 5-12 ߶度人材ʤR&D人材ʥの育成スΫーϞ๘լྭࣆʤ先半導体アラアンスʥ1484
出典：脚注120より1485
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5.3.4 人材の育成1487ࢥگ

ຌηΫʖϞは、台湾の産学がືંに連携したگүڧを༽した、ࢥگやޫࢥگ補ਕࡒのηΫϩアップϠ1488
デϩで͍る。ਕࡒү成には͓گघのଚࡑが࣯ʀྖとにՆܿで͍る。ү成対েとなるࢥگਕࡒは、ൔର1489
関連எࣟを͓گるࢥگのଠにޢ学ࢥگ͓ߡられる。前ंは、߶や大学のుࢢుـ学ܧのگ員に対す1490
る、ଆ実務や最先端の技術や産業எࣟのཀྵ解ଇ進や、߶ߏのཀྵ科ࢥگに対するൔର基ેやگद๑のस1491
ಚなど、ൔରに関するஎࣟや技術を͓گるࢥگのү成で͍る。ंޛは、ೖຌにおける国ޢやೖຌޢの1492ޢ
学ࢥگに対するൔର基ેஎࣟと門ޢኰ研रにΓり、ൔରのೖώϨϱΪϩਕࡒү成کԿをૄ͑1493
ので͍る。1494

図 5-13 人材の育成スΫーϞ1495ࢥگ
1496

ϐアϨϱήでは、以ԾのΓ͑なқݡが͍った。1497

120 ౨ښ大学. “౨ښ大学ʀTSMC 先進ൔରアϧアϱηにͯいて”, November 2019, 
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400127684.pdf
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図 5-13　教師人材の育成スキーム

ヒアリングでは、以下のような意見があった。

◦　ハイクオリティな教育には、学生と教授マンツーマンでのメンター形式の育成が不可欠である。教授

がいなければ学生を育てることはできない。日本は業界を引退した日本人材による後進育成の仕組み

が必要ではないか。（台湾大学）

◦　学生だけでなく、夏休みなどを活用した教師人材のトレーニングを行う協業も考えられる。（高雄科

技大学）

◦　半導体の基礎を理解している日本語人材のニーズが高まっている。企業の要請を受け、日本語学科に

半導体基礎に関する科目を新設した。（高雄科技大学、成功大学）

◦　半導体と日本語に精通した人材は、半導体人材に日本語を教えるよりも、日本語人材に半導体の基礎

を教える方が効率的かつ効果的である。（高雄科技大学）

萌芽事例として、こちらも日本の事例ではないが、明新科技大学が推進する教師育成プログラムがある。

高校や大学教員を対象とした半導体実務トレーニングキャンプでは、冬休みや夏休み期間を利用し、大学

教員や協業企業講師による、半導体製造技術や専門知識を教える座学や実際の製造設備を用いた実習も行

う 121。明新科技大学は、語学教師に対しても、ベトナムの中国語教師を対象とした半導体基礎知識や語彙

研修の実施事例がある 122。
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 ύέΨϨτΡなگүには、学ਫ਼とگदϜϱςʖϜϱでのϟϱνʖ形式のү成がՆܿで͍る。گद1498
がいなけれͻ学ਫ਼をүてることはできない。ೖຌは業界をӀୂしたೖຌਕࡒにΓるޛ進ү成のૌΊ1499
がච要ではないか。（台湾大学）1500

 学ਫ਼ͫけでなく、ՈٵΊなどを༽したࢥگਕࡒのトϪʖωϱήを行͑ڢ業͓ߡられる。（߶༦科1501
技大学）1502

 ൔରの基ેをཀྵ解しているೖຌޢਕࡒのωʖθが߶まっている。企業の要੧を受け、ೖຌޢ学科に1503
ൔର基ેに関する科をઅした。（߶༦科技大学、成ޯ大学）1504

 ൔରとೖຌޢに通したਕࡒは、ൔରਕࡒにೖຌޢを͓گるΓり、ೖຌޢਕࡒにൔରの基ે1505
を͓گる๏がްིదかͯް果దで͍る。（߶༦科技大学）1506

๘լྭࣆとして、こͬらೖຌのྭࣆではないが、明科技大学が推進するࢥگү成プϫήϧϞが͍る。1507
1508گ間をཤ༽し、大学غΊٵΊやՈٵ員を対েとしたൔର実務トϪʖωϱήΫϡϱプでは、گや大学ߏ߶
員やڢ業企業ࢥߪにΓる、ൔରଆ技術や門எࣟを͓گる࠴学や実ࡏのଆઅඍを༽いた実स行͑1509
121。明科技大学は、ޢ学ࢥگに対して、ϗトψϞの国ࢥگޢを対েとしたൔର基ેஎࣟやޢኰ研र1510
の実施ྭࣆが͍る122。1511

1512

図 5-14 育成プロήラϞʥ1513ࢥگʤྭࣆ人材の育成スΫーϞ๘լࢥگ
出典：脚注121、122より1514

1515
5.3.5 のώックアップ強化1516ߨ

ೖ台の行政や関連ରにΓる、間のೖ台ൔରਕࡒү成を支ԋするηΫʖϞで͍り、ൔରҮの連1517
携کԿMOUのగ݃、及びこのMOUగ݃をࠞڎにした、ೖ台ਕࡒү成への助成などの支ԋやŌೖຌ政ැやஏ1518
๏自࣑ରにΓる台湾への学ਫ਼ഁݥを行͑ηΫʖϞで͍る。台湾では「ೈ政ࡨ」にݼԢして౨ೈアζア1519
のஏҮで॑点దにਕࡒү成のڢ業が行ΚれているΓ͑に、台湾ではۃ๏ਓが֦खりૌΊに大きなӪڻを及1520
·すため、行政Ϫϗϩでのྙڢは間連携のྙکなޛԣしとなる。1521

1522

図 5-15 のώックアップ強化スΫーϞ1523ߨ
1524

ϐアϨϱήでは、以ԾのΓ͑なқݡが͍った。1525

121 明科技大學. “112學年度ࢥگ產業研स_ൔᱬ෩技術ᢝ֫ৼሚ務ക܉ᅐ”, December 2023,
https://acade.must.edu.tw/news/page.aspx?UnitID=36&id=18646
122 明科技大學. “華ޢৼ㭐ӿೈ華ࢥگޢ研स കүൔᱬ科技華ޢझࢥࢢ資”. July 2023,
https://admin.must.edu.tw/news/page.aspx?UnitID=72&id=17072
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出典：脚注 121、122より

図 5-14　教師人材の育成スキーム萌芽事例（教師育成プログラム）

明新科技大學 . “112 學年度教師產業研習 _ 半導體封裝技術與核心實務培訓營”, December 2023, 
https://acade.must.edu.tw/news/page.aspx?UnitID=36&id=18646
明新科技大學 . “華語中心辦越南華語教師研習 培育半導體科技華語種子師資”. July 2023, 
https://admin.must.edu.tw/news/page.aspx?UnitID=72&id=17072
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5.3.5 行政のバックアップ強化

日台の行政や関連団体等による、民間の日台半導体人材育成を支援するスキームであり、半導体領域の連

携強化 MOU の締結、及びこの MOU 締結を根拠にした、日台人材育成への助成などの支援や､ 日本政府や

地方自治体による台湾への学生派遣を行うスキームである。台湾では「新南向政策」に呼応して東南アジア

等の地域で重点的に人材育成の協業が行われているように、台湾では当局方針が各取り組みに大きな影響を

及ぼすため、行政レベルでの協力は民間連携の強力な後押しとなる。
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 ύέΨϨτΡなگүには、学ਫ਼とگदϜϱςʖϜϱでのϟϱνʖ形式のү成がՆܿで͍る。گद1498
がいなけれͻ学ਫ਼をүてることはできない。ೖຌは業界をӀୂしたೖຌਕࡒにΓるޛ進ү成のૌΊ1499
がච要ではないか。（台湾大学）1500

 学ਫ਼ͫけでなく、ՈٵΊなどを༽したࢥگਕࡒのトϪʖωϱήを行͑ڢ業͓ߡられる。（߶༦科1501
技大学）1502

 ൔରの基ેをཀྵ解しているೖຌޢਕࡒのωʖθが߶まっている。企業の要੧を受け、ೖຌޢ学科に1503
ൔର基ેに関する科をઅした。（߶༦科技大学、成ޯ大学）1504

 ൔରとೖຌޢに通したਕࡒは、ൔରਕࡒにೖຌޢを͓گるΓり、ೖຌޢਕࡒにൔରの基ે1505
を͓گる๏がްིదかͯް果దで͍る。（߶༦科技大学）1506

๘լྭࣆとして、こͬらೖຌのྭࣆではないが、明科技大学が推進するࢥگү成プϫήϧϞが͍る。1507
1508گ間をཤ༽し、大学غΊٵΊやՈٵ員を対েとしたൔର実務トϪʖωϱήΫϡϱプでは、گや大学ߏ߶
員やڢ業企業ࢥߪにΓる、ൔରଆ技術や門எࣟを͓گる࠴学や実ࡏのଆઅඍを༽いた実स行͑1509
121。明科技大学は、ޢ学ࢥگに対して、ϗトψϞの国ࢥگޢを対েとしたൔର基ેஎࣟやޢኰ研र1510
の実施ྭࣆが͍る122。1511

1512

図 5-14 育成プロήラϞʥ1513ࢥگʤྭࣆ人材の育成スΫーϞ๘լࢥگ
出典：脚注121、122より1514

1515
5.3.5 のώックアップ強化1516ߨ

ೖ台の行政や関連ରにΓる、間のೖ台ൔରਕࡒү成を支ԋするηΫʖϞで͍り、ൔରҮの連1517
携کԿMOUのగ݃、及びこのMOUగ݃をࠞڎにした、ೖ台ਕࡒү成への助成などの支ԋやŌೖຌ政ැやஏ1518
๏自࣑ରにΓる台湾への学ਫ਼ഁݥを行͑ηΫʖϞで͍る。台湾では「ೈ政ࡨ」にݼԢして౨ೈアζア1519
のஏҮで॑点దにਕࡒү成のڢ業が行ΚれているΓ͑に、台湾ではۃ๏ਓが֦खりૌΊに大きなӪڻを及1520
·すため、行政Ϫϗϩでのྙڢは間連携のྙکなޛԣしとなる。1521

1522

図 5-15 のώックアップ強化スΫーϞ1523ߨ
1524

ϐアϨϱήでは、以ԾのΓ͑なқݡが͍った。1525

121 明科技大學. “112學年度ࢥگ產業研स_ൔᱬ෩技術ᢝ֫ৼሚ務ക܉ᅐ”, December 2023,
https://acade.must.edu.tw/news/page.aspx?UnitID=36&id=18646
122 明科技大學. “華ޢৼ㭐ӿೈ華ࢥگޢ研स കүൔᱬ科技華ޢझࢥࢢ資”. July 2023,
https://admin.must.edu.tw/news/page.aspx?UnitID=72&id=17072
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図 5-15　行政のバックアップ強化スキーム

ヒアリングでは、以下のような意見があった。

◦　日台協業は政府の補助があると実現しやすい。（高雄科技大学）

◦　理想は中央当局間の MOU 等の締結だが、それ以外にも日台間では既に多くの姉妹都市が提携されて

いる。現状観光分野などでの交流が多いと思われるが、これを半導体や人材育成などに拡大させてい

くことも考えられる。（高雄科技大学）

◦　日本との協業方法として、メキシコソノラ州政府との協業モデルもひとつのやりかたではないか。（南

台科技大学）

◦　当局間などでの半導体協業計画を締結し、推進する方法も考えられる。（成功大学）

◦　現在日台協業の人材育成の萌芽事例が複数発生しているが、いずれも個別に進行し、内容も入門・導

入段階への偏りが多く内容が重複しているうえ、その先のより深い段階への発展が見えていない。政

府が旗振り役として、より体系化されたプラットフォームを形成すべきではないか。（台湾半導体製

造企業）

萌芽事例として、日本の「九州・沖縄オープンユニバーシティ」と台湾教育部「国家重点領域国際合作連盟」

による大学連携 MOU を通じた補助がある。九州・沖縄オープンユニバーシティは九州沖縄地区の 11 の国

立大学で構成され、国家重点領域国際合作連盟も 12 の大学（内 11 大学が国立大学）で構成される大学のア

ライアンスである。2 団体は半導体をはじめとする 6 分野における連携強化 MOU を締結し、参加大学間で

の学生交流や共同研究を推進する。教育部は MOU 締結に伴い、対象大学間の交換留学やダブルディグリー、

共同研究、企業インターンシップ等の推進のために 2028 年までの 5 年間毎年 5,000 万台湾ドルの補助を行

うことを決定している 123。
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 ೖ台ڢ業は政ැの補助が͍ると実ݳしやすい。（߶༦科技大学）1526
 ཀྵはԟۃ間のMOUのగ݃ͫが、ͨれ以にೖ台間ではعにଡくのࢠຕࢤが提携されて1527

いる。ݳয়؏ޭなどでの交ླྀがଡいとࢧΚれるが、これをൔରやਕࡒү成などに֨大さͦてい1528
くこと͓ߡられる。（߶༦科技大学）1529

 ೖຌとのڢ業๏๑として、ϟΫεαλόϧय政ැとのڢ業Ϡデϩͽとͯのやりかたではないか。1530
（ೈ台科技大学）1531

 ۃ間などでのൔରڢ業計画をగ݃し、推進する๏๑͓ߡられる。（成ޯ大学）1532
 が਼ਫ਼しているが、いͥれ個พに進行し、಼༲門ʀ1533ྭࣆү成の๘լࡒ業のਕڢೖ台ࡑݳ

ஊへのยりがଡく಼༲が॑している͓͑、ͨの先のΓりいஊへのఴが͓ݡていない。政1534
ැが৾ظりༀとして、ΓりରܧԿされたプϧットϓΧʖϞを形成す΄きではないか。（台湾ൔର1535
ଆ企業）1536

๘լྭࣆとして、ೖຌの「۟यʀԯೆΨʖプϱϤωώʖετΡ」と台湾گү部「国家॑点Ү国ࡏ合作連1537
盟」にΓる大学連携MOUを通じた補助が͍る。۟यʀԯೆΨʖプϱϤωώʖετΡは۟यԯೆஏۢの11の1538
国ཱི大学でߑ成され、国家॑点Ү国ࡏ合作連盟12の大学（಼11大学が国ཱི大学）でߑ成される大学のア1539
ϧアϱηで͍る。2ରはൔରをはじめとする6における連携کԿMOUをగ݃し、参Յ大学間での1540
学ਫ਼交ླྀや共同研究を推進する。گү部はMOUగ݃にい、対ে大学間の交ཻ学やξϔϩデΡήϨʖ、1541
共同研究、企業ϱνʖϱεップの推進のために2028年までの5年間ຘ年5,000ຬ台湾χϩの補助を行͑こ1542
とを݀ఈしている123。1543

1544

図 5-16 ʤ大学連盟MOUగ結を通ͣͪึঁʥ1545ྭࣆのώックアップ強化スΫーϞの๘լߨ
出典：脚注123より1546

1547
また、Γりંదな行政連携のྭࣆとして、ϟΫεαλόϧय政ැからのཻ学ਫ਼受けれのྭࣆが͍る。1548

λόϧयはTSMCが場をݒઅのธ国アϨμψयにྣંしたࢤで、台湾企業ଡく進出しているஏҮで1549
͍る。2024年9݆、λόϧय政ැは30名の学ਫ਼を台湾にഁݥし、経済部ITRIを૯として、清華大学、成ޯ1550
大学、ೈ台科技大の3大学がཻ学ਫ਼を受けれ、ൔରに関するߪ義や実सを実施124。プϫήϧϞは࠴学1551
ͫけでなく企業問や、ुを༽した台湾ชԿにৰれる動まれ、学ਫ਼のؾ国ޛのϟΫεαやธ国1552
のൔର企業や、ݳஏの台湾企業へのम৮қཋ上غଶされている125。1553

123 ү部. “ᢗೖ大學࿈盟ឈॼ合作ඍ㑜گ ჭᬓ߶گү交ླྀఖ”. گү部સځ資訊, April 2024,
https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=614415753AA6F293
124 ៅᖘೖ報. “研Ӆڢ助國學ਫ਼ု台學सൔᱬ及ઓ端技術 Ԉ৵台ᖱӪྙڻ”, June 2024,
https://money.udn.com/money/story/5612/8025265
125 ೈᢗ科技大學. “ᄜ科技ਕക܉計畫. ೈᢗ科技大學進रᢝԈ৵گү႖”, February 2025 accessed,
https://www.scooptw.com/lifenews/325062/%E8%87%BA%E6%97%A5%E9%AB%98%E6%A0%A1%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5
%95%9F%E5%8B%95%E6%96%B0%E6%A8%A1%E5%BC%8F-
%E3%80%80%E9%9B%84%E4%B8%AD%E8%88%87%E5%85%AB%E7%8E%8B%E5%AD%90%E6%9D%B1%E9%AB%98%E6
%A0%A1-%E3%80%80/
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出典：脚注 123より

図 5-16　行政のバックアップ強化スキームの萌芽事例（大学連盟MOU締結を通じた補助）

教育部 . “臺日大學聯盟簽署合作備忘錄 雙邊高等教育交流里程碑”. 教育部全球資訊網 , April 2024, 
https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=614415753AA6F293
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また、より直接的な行政連携の事例として、メキシコソノラ州政府からの留学生受け入れの事例がある。

ソノラ州は TSMC が工場を建設中の米国アリゾナ州に隣接した都市で、台湾企業も多く進出している地域

である。2024 年 9 月、ソノラ州政府は 30 名の学生を台湾に派遣し、経済部 ITRI を窓口として、清華大学、

成功大学、南台科技大の 3 大学が留学生を受け入れ、半導体等に関する講義や実習を実施 124。プログラム

は座学だけでなく企業訪問や、週末を活用した台湾文化に触れる活動等も含まれ、学生の帰国後のメキシコ

や米国の半導体企業や、現地の台湾企業への就職意欲向上も期待されている 125。
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1554

図 5-17 ʥ1555ݥʤஏ๏ැによるཻ学ਫ਼ഁྭࣆのώックアップ強化スΫーϞの๘լߨ
出典：脚注124、125より1556

1557
5.3.6 ઞࡑదな人材プーϩ֨大1558

ೖຌのൔରਕࡒプʖϩ֨大のため、र学ྃ行や交ཻ学などعଚのೖ台交ླྀηΫʖϞに、台湾ชԿཀྵ解1559
のҲでൔରにͯいてஎるαϱτϱςをՅ͓るηΫʖϞで͍る。ਕࡒのઞࡑదなプʖϩ֨大には、大学1560
進学の前ஊで͍るگүでのܔやൔରに対するັڷ関ৼのًܿかͦない。このҮはೖຌがಢ1561
自で推進ՆなҮでは͍るが、ೖ台間はعにࢠຕࢤやࢠຕߏの提携ଡく、な交ླྀが行Κれてお1562
り、これをかして、ೖຌの߶ߏਫ਼などがൔରにৰれる機会を出する。ྭ͓ͻर学ྃ行にはԡʓに1563
して問国のชԿやऀ会を学࣎間が͍る。ここに、台湾ऀ会ཀྵ解やཀྵܔܧگүのҲとして、大学や企1564
業を問し、ൔରࢾ作ରݩや場ݡ学などを行͑の๏๑が͓ߡられる。Άかに、台湾の߶ߏਫ਼けൔ1565
ରカϨΫϣϧϞのೖຌでの実施など͓ߡられる。台湾で2024年にਜ਼式࢟したͻかりのしいखりૌ1566
Ίのため、ޮされているքの߶ߏとの実施ྭࣆはまͫないのの、ࢀ߶ߏはೖຌの߶ߏに対してΨϱ1567
ϧϱでのߪにқཋదで͍り、こ͑した台湾のعଚү成αϱτϱςを༽したॵگүにおけるཀྵ1568ܧ
関ৼの出にはঙなくないखりૌΊ༪ஏが͍る。1569ັڷやൔର産業へのܔ

1570

図 5-18 ઞࡑదな人材プーϩ֨大スΫーϞ1571
1572

ϐアϨϱήでは、以ԾのΓ͑なқݡが͍った。1573
 ೖຌの߶ߏとҲॻにൔରद業をͧͽやりたい。Ψϱϧϱでの実施ՆでόΤύΤ͍る。（߶1574

༦ࢀ߶1575（ߏ
 ദ࢞ਕࡒの֨大には、߶ߏਫ਼からのઞࡑదなਕࡒプʖϩ֨大がච要で͍る。（TIARA）1576
 ਕ֮ࡒฯにはऀ会のͨの産業に対するϟʖζが大。ϟʖζรַには学ਫ਼ののࠞ交ླྀが༙ްで1577

はないか。ೖຌの学ਫ਼が台湾でൔର産業にৰれ、ؾ国ޛबҕにରݩを共༙し情報が߁がるް果1578غ
ଶできる。（߶༦科技大学）1579

 ೖຌは交ཻ学先としてਕـが߶い。交ཻ学はชԿ交ླྀ॑要なҲ部で、台湾では学΄ない経1580ݩ
をಚることが大。（台湾大学）1581

1582
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出典：脚注 124、125より

図 5-17　行政のバックアップ強化スキームの萌芽事例（地方政府による留学生派遣）

5.3.6 潜在的な人材プール拡大

日本の半導体人材プール拡大のため、修学旅行や交換留学など既存の日台交流スキームに、台湾文化理解

等の一環で半導体について知るコンテンツを加えるスキームである。人材の潜在的なプール拡大には、大学

進学の前段階である中等教育での啓発や半導体に対する興味関心の想起も欠かせない。この領域は日本が独

自で推進可能な領域ではあるが、日台間は既に姉妹都市や姉妹校等の提携も多く、活発な交流が行われてお

り、これを活かして、日本の高校生などが半導体分野に触れる機会を創出する。例えば修学旅行には往々に

して訪問国の文化や社会を学ぶ時間がある。ここに、台湾社会理解や理系啓発教育の一環として、大学や企

業を訪問し、半導体試作体験や工場見学などを行う等の方法が考えられる。ほかにも、台湾の高校生向け半

導体カリキュラムの日本での実施なども考えられる。台湾でも 2024 年に正式開始したばかりの新しい取り

組みのため、公開されている海外の高校との実施事例はまだないものの、三民高校は日本の高校に対してオ

ンラインでの開講にも意欲的であり、こうした台湾の既存育成コンテンツを活用した初中等教育における理

系啓発や半導体産業への興味関心の創出には少なくない取り組み余地がある。
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出典：脚注124、125より1556
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図 5-18　潜在的な人材プール拡大スキーム

ヒアリングでは、以下のような意見があった。

◦　日本の高校と一緒に半導体授業をぜひやりたい。オンラインでの実施も可能でノウハウもある。（高

雄三民高校）

經濟日報 . “工研院協助墨國學生來台學習半導體及尖端技術 延伸台灣影響力”, June 2024, 
https://money.udn.com/money/story/5612/8025265
南臺科技大學 . “墨西哥科技人才培訓計畫 . 南臺科技大學進修與延伸教育處”, February 2025 accessed,
https://www.scooptw.com/lifenews/325062/%E8%87%BA%E6%97%A5%E9%AB%98%E6%A0%A1%E4%BA%A4%E6%B5%81%
E5%95%9F%E5%8B%95%E6%96%B0%E6%A8%A1%E5%BC%8F-%E3%80%80%E9%9B%84%E4%B8%AD%E8%88%87%E5%85%
AB%E7%8E%8B%E5%AD%90%E6%9D%B1%E9%AB%98%E6%A0%A1-%E3%80%80/
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◦　博士人材の拡大には、高校生からの潜在的な人材プール拡大が必要である。（TIARA）

◦　人材確保には社会のその産業に対するイメージが大切。イメージ変革には学生の草の根交流が有効で

はないか。日本の学生が台湾で半導体産業に触れ、帰国後周囲に体験を共有し情報が広がる効果も期

待できる。（高雄科技大学）

◦　日本は交換留学先として人気が高い。交換留学は文化交流も重要な一部分で、台湾では学べない経験

を得ることが大切。（台湾大学）

萌芽事例として、日本の八王子東高校と台湾の高雄高校の交流がある。2 校は姉妹校として例年修学旅行

を通じた交流があったが、2024 年には両校合同で国立高雄科技大学を訪問し、同校が有する半導体製造装

置の操作や試作体験を行い、半導体に対する理解を深めた 126。
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๘լྭࣆとして、ೖຌのൂԨࢢ౨߶ߏと台湾の߶༦߶ߏの交ླྀが͍る。2ߏはࢠຕߏとしてྭ年र学ྃ行1583
を通じた交ླྀが͍ったが、2024年にはྈߏ合同で国ཱི߶༦科技大学を問し、同ߏが༙するൔରଆૹ1584
の作やࢾ作ରݩを行い、ൔରに対するཀྵ解をめた126。1585

1586

図 5-19 ઞࡑదな人材プーϩ֨大スΫーϞの๘լྭࣆʤर学ྃߨの大学ʥ1587
出典：脚注126より1588
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また、߶ߏਫ਼けൔରद業に関連した๘լྭࣆ͍る。ӵ国のStepney All Saints School（学ߏ）は、1590

台ཱིࢤೈߏ߶ߕを問し、ൔରをτʖϜとした国ࡏ交ླྀ「台ӵ学ਫ਼ൔର課ఖ題න」を行った。1591
交ླྀ会はशೖかけてൔରに関するߪ義や֦ߏのେන学ਫ਼にΓる૮ޕන、ϭʖέεϥップを実施127。ೈ1592
で͍り、ຌ交ླྀ会で1593ߏ߶で最く実施した಼ࢤけൔରद業を台ਫ਼ߏ߶ү部が推進するگ、はߏ߶ߕ
実ࡏのद業಼のࡒگやگद๑のόΤύΤなどൕӫされていると推される。1594

1595

図 5-20 ઞࡑదな人材プーϩ֨大スΫーϞの๘լྭࣆʤ半導体をτーϜとしͪ交ླྀ会ʥ1596
出典：脚注127より1597
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126 ᘒ家報. “ᢗೖ߶ߏ交ླྀ啟動ໝ式 ༦ᢝൂԨࢢ౨߶ߏძ߶科大ൔᱬఖܧ”, December 2024,
https://www.scooptw.com/lifenews/325062/%E8%87%BA%E6%97%A5%E9%AB%98%E6%A0%A1%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5
%95%9F%E5%8B%95%E6%96%B0%E6%A8%A1%E5%BC%8F-
%E3%80%80%E9%9B%84%E4%B8%AD%E8%88%87%E5%85%AB%E7%8E%8B%E5%AD%90%E6%9D%B1%E9%AB%98%E6
%A0%A1-%E3%80%80/
127 台ࢤ政ැ. “ೈߕ߶-ൔᱬదޏ國ሥᴹᴹᢗӵ學ਫ਼ൔᱬ課ఖሤ題᚛න”, February 2024,
https://www.gov.taipei/News_Content.aspx?n=F0DDAF49B89E9413&s=9E77E60E698F7CAF
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出典：脚注 126より

図 5-19　潜在的な人材プール拡大スキームの萌芽事例（修学旅行中の大学訪問）

また、高校生向け半導体授業に関連した萌芽事例もある。英国の Stepney All Saints School（中学校）は、

台北市立南港高校を訪問し、半導体をテーマとした国際交流「台英中学生半導体課程専題発表」を行った。

交流会は終日かけて半導体に関する講義や各校の代表学生による相互発表、ワークショップ等を実施 127。

南港高校は、教育部が推進する高校生向け半導体授業を台北市内で最も早く実施した高校であり、本交流会

でも実際の授業内の教材や教授法のノウハウなども反映されていると推測される。
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出典：脚注 127より

図 5-20　潜在的な人材プール拡大スキームの萌芽事例（半導体をテーマとした交流会）

獨家報導 . “臺日高校交流啟動新模式 雄中與八王子東高校參訪高科大半導體工程系”, December 2024, 
https://www.scooptw.com/lifenews/325062/%E8%87%BA%E6%97%A5%E9%AB%98%E6%A0%A1%E4%BA%A4%E6%B5%81%
E5%95%9F%E5%8B%95%E6%96%B0%E6%A8%A1%E5%BC%8F-%E3%80%80%E9%9B%84%E4%B8%AD%E8%88%87%E5%85%
AB%E7%8E%8B%E5%AD%90%E6%9D%B1%E9%AB%98%E6%A0%A1-%E3%80%80/
台北市政府 . “南港高中 - 半導體的跨國對話──臺英中學生半導體課程專題發表”, February 2024, 
https://www.gov.taipei/News_Content.aspx?n=F0DDAF49B89E9413&s=9E77E60E698F7CAF
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